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Products and corporate names appearing in this documentation may or may not
be registered trademarks or copyrights of their respective companies, and are used
only for identification or explanation and to the owners’ benefit, without intent to

infringe.

Disclaimer:

Specifications and information contained in this documentation are furnished for
informational use only and subject to change without notice, and should not be
constructed as a commitment by ASRock. ASRock assumes no responsibility for
any errors or omissions that may appear in this documentation.

With respect to the contents of this documentation, ASRock does not provide
warranty of any kind, either expressed or implied, including but not limited to
the implied warranties or conditions of merchantability or fitness for a particular
purpose.

In no event shall ASRock, its directors, officers, employees, or agents be liable for
any indirect, special, incidental, or consequential damages (including damages for
loss of profits, loss of business, loss of data, interruption of business and the like),
even if ASRock has been advised of the possibility of such damages arising from any
defect or error in the documentation or product.
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This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance
controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the
California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please
follow the related regulations in advance.

“Perchlorate Material-special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/

perchlorate”

ASRock Website: http://www.asrock.com



AUSTRALIA ONLY

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer
Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for
any other reasonably foreseeable loss or damage caused by our goods. You are also entitled
to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the
failure does not amount to a major failure. If you require assistance please call ASRock Tel

: +886-2-28965588 ext.123 (Standard International call charges apply)

The terms HDMI® and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI

logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United
States and other countries.
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HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



CE Warning

This device complies with directive 2014/53/EU issued by the Commision of the European
Community.

This equipment complies with EU radiation exposure limits set forth for an uncontrolled
environment.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between
the radiator & your body.

Operations in the 5.15-5.35GHz band are restricted to indoor usage only.

AT |BE [BG|CH|CY | CZ|DE

DK|EE|EL|ES| FI | FR|HR

Q HU|IE|IS|IT | LI |LT|LU
LV [MT|NL [NO| PL | PT |RO
SE | SI [SK | TR [UK

Radio transmit power per transceiver type

Function Frequency Maximum Output Power (EIRP)
2400-2483.5 MHz 18.5 4+ / -1.5 dbm
5150-5250 MHz 21.5+/-1.5dbm

18.5 +/ -1.5 dbm (no TPC)
21.5+/-1.5 dbm (TPC)
25.5+/-1.5 dbm (no TPC)
28.5 +/-1.5 dbm (TPC)
Bluetooth 2400-2483.5 MHz 8.5+ /-1.5 dbm

WiFi 5250-5350 MHz

5470-5725 MHz
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Motherboard Layout
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No. Description

1 ATX 12V Power Connector (ATX12V1)
2 Chassis Fan / Waterpump Fan Connector (CHA_FAN1/WP)
CPU Fan Connector (CPU_FAN1)

B W

2 x 288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A1, DDR4_BI)
5 ATX Power Connector (ATXPWR1)

6 USB 3.1 Genl Header (USB3_5_6)

7  SATA3 Connector (SATA3_1)

8 SATA3 Connector (SATA3_0)

9  SATA3 Connector (SATA3_3)

10 SATA3 Connector (SATA3_2)

11  System Panel Header (PANELI)

12 USB 2.0 Header (USB_1_2)

13 Chassis Fan Connector (CHA_FAN2)

14 Clear CMOS Jumper (CLRMOS1)

15 Chassis Intrusion Header (CI1)

16  Chassis Speaker Header (SPEAKER1)

17 Front Panel Audio Header (HD_AUDIOLI)
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I/O Panel
(3]
(1] (2 (4]
= | = ®
| =| = O
® (10} (9] (8] 7] (6 (5]
1 PS/2 Mouse/Keyboard Port 7 USB 3.1 Genl Ports (USB3_3_4)
2 LAN RJ-45 Port* 8 USB 3.1 Genl Ports (USB3_1_2)
3 LineIn (Light Blue)** 9  DisplayPort 1.2 (DISPLAY1)
4 Front Speaker (Lime)** 10  DVI-I Port (DVI1)
5  Microphone (Pink)** 11  HDMI Port (HDMI1)
6 Antenna Ports

* There are two LEDs on each LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.

ACT/LINK LED
SPEED LED
|

I I

LAN Port
Activity / Link LED Speed LED

Status Description Status Description

Ooff No Link Off 10Mbps connection
Blinking Data Activity Orange 100Mbps connection
On Link Green 1Gbps connection




**To configure 7.1 CH HD Audio, it is required to use an HD front panel audio module and enable the multi-
channel audio feature through the audio driver.

Please set Speaker Configuration to “7.1 Speaker”in the Realtek HD Audio Manager.

&~

L r I

[/ Frontleft and right
'/ Surround speakers

32 REALTEK

e

Function of the Audio Ports in 7.1-channel Configuration:

Port Function

Light Blue (Rear panel) Rear Speaker Out

Lime (Rear panel) Front Speaker Out

Pink (Rear panel) Central /Subwoofer Speaker Out
Lime (Front panel) Side Speaker Out
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WiFi-802.11ac Module and ASRock WiFi 2.4/5 GHz Antenna

WiFi-802.11ac + BT Module

This motherboard comes with an exclusive WiFi 802.11 a/b/g/n/ac + BT v4.2
module that offers support for WiFi 802.11 a/b/g/n/ac connectivity standards and
Bluetooth v4.2. WiFi + BT module is an easy-to-use wireless local area network
(WLAN) adapter to support WiFi + BT. Bluetooth v4.2 standard features Smart
Ready technology that adds a whole new class of functionality into the mobile
devices. BT 4.2 also includes Low Energy Technology and ensures extraordinary
low power consumption for PCs.

* The transmission speed may vary according to the environment.



WiFi Antennas Installation Guide

Step 1

Prepare the WiFi 2.4/5 GHz Antennas that come
with the package.

Step 2

Connect the two WiFi 2.4/5 GHz Antennas to
the antenna connectors. Turn the antenna clock-

wise until it is securely connected.

Step 3
Set the WiFi 2.4/5 GHz Antenna as shown in the
illustration.

*You may need to adjust the direction of
the antenna for a stronger signal.
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Chapter 1 Introduction

Thank you for purchasing ASRock B365M-ITX/ac motherboard, a reliable
motherboard produced under ASRock’s consistently stringent quality control.
It delivers excellent performance with robust design conforming to ASRock’s

commitment to quality and endurance.

content of this documentation will be subject to change without notice. In case any modi-
fications of this documentation occur, the updated version will be available on ASRock’s
website without further notice. If you require technical support related to this mother-
board, please visit our website for specific information about the model you are using. You
may find the latest VGA cards and CPU support list on ASRock’s website as well. ASRock
website http://www.asrock.com.

Q Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the

1.1 Package Contents

« ASRock B365M-ITX/ac Motherboard (Mini-ITX Form Factor)
« ASRock B365M-ITX/ac Quick Installation Guide

+ ASRock B365M-ITX/ac Support CD

+ 2x Serial ATA (SATA) Data Cables (Optional)

+ 1x1I/O Panel Shield

+ 2x ASRock WiFi 2.4/5 GHz Antennas (Optional)

+ 1x Screw for M.2 Socket (Optional)



1.2 Specifications

Platform + Mini-ITX Form Factor
« Solid Capacitor design

CPU - Supports 9™ and 8" Gen Intel® Core™ Processors (Socket
1151)
« Supports CPU up to 95W
- Digi Power design
5 Power Phase design
+ Supports Intel® Turbo Boost 2.0 Technology

Chipset - Intel° B365

Memory + Dual Channel DDR4 Memory Technology

» 2x DDR4 DIMM Slots

+ Supports DDR4 2666/2400/2133 non-ECC, un-buffered
memory

+ Supports ECC UDIMM memory modules (operate in non-
ECC mode)

+ Max. capacity of system memory: 32GB

+ Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

+ 15p Gold Contact in DIMM Slots

Expansion « 1x PCI Express 3.0 x16 Slot (PCIEL: x16 mode)
Slot * Supports NVMe SSD as boot disks
+ 1x Vertical M.2 Socket (Key E) with the bundled WiFi-
802.11ac module (on the rear 1/0)

Graphics * Intel” UHD Graphics Built-in Visuals and the VGA outputs
can be supported only with processors which are GPU
integrated.

+ Supports Intel* UHD Graphics Built-in Visuals : Intel®
Quick Sync Video with AVC, MVC (S3D) and MPEG-2 Full
HW Encodel, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD
Technology, Intel® Insider™, Intel® UHD Graphics

- DirectX 12
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Audio

LAN

Wireless
LAN

HWAEncode/Decode: AVC/H.264, HEVC/H.265 8-bit,
HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit (Decode
only), MPEG2, MJPEG, VC-1 (Decode only)

Three graphics output options: DVI-I, HDMI and
DisplayPort 1.2

Supports Triple Monitor

Supports HDMI 1.4 with max. resolution up to 4K x 2K
(4096x2160) @ 30Hz

Supports DisplayPort 1.2 with max. resolution up to 4K x 2K
(4096x2304) @ 60Hz

Supports DVI-I with max. resolution up to 1920x1200 @
60Hz

Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and
HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI 1.4 Port
(Compliant HDMI monitor is required)

Supports HDCP 2.2 with DVI-I, HDMI 1.4 and DisplayPort
1.2 Ports

Supports 4K Ultra HD (UHD) playback with HDMI 1.4 and
DisplayPort 1.2 Ports

7.1 CH HD Audio (Realtek ALC887 Audio Codec)

* To configure 7.1 CH HD Audio, it is required to use an HD

front panel audio module and enable the multi-channel audio

feature through the audio driver.

Supports Surge Protection
ELNA Audio Caps

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Supports Wake-On-LAN

Supports Lightning/ESD Protection
Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
Supports PXE

Intel® 802.11ac WiFi Module

Supports IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Supports Dual-Band (2.4/5 GHz)

Supports high speed wireless connections up to 433Mbps
Supports Bluetooth 4.2 / 3.0 + High speed class IT
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Rear Panel
1/0

Storage

Connector

+ 2x Antenna Ports

+ 1xPS/2 Mouse/Keyboard Port

» 1xDVI-I Port

- 1 x HDMI Port

+ 1x DisplayPort 1.2

+ 4xUSB 3.1 Genl Ports (Supports ESD Protection)

+ 1xRJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED
LED)

+ HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker / Microphone

+ 4xSATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology
17), NCQ, AHCI and Hot Plug

+ 1x Ultra M.2 Socket, supports M Key type 2280/22110 M.2
SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module up to
Gen3 x4 (32 Gb/s)*

* Supports Intel® Optane™ Technology
* Supports NVMe SSD as boot disks
* Supports ASRock U.2 Kit

+ 1x Chassis Intrusion Header
+ 1x CPU Fan Connector (4-pin)
* The CPU Fan Connector supports the CPU fan of maximum
1A (12W) fan power.
+ 1x Chassis Fan Connector (4-pin)
* The Chassis Fan Connector supports the chassis fan of maxi-
mum 1A (12W) fan power.
+ 1x Chassis/Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan
Speed Control)
* The Chassis/ Water Pump Fan supports the water cooler fan of
maximum 2A (24W) fan power.
* CHA_FAN1/WP can auto detect if 3-pin or 4-pin fan is in use.
+ 1x24 pin ATX Power Connector
+ 1x8pin 12V Power Connector
+ 1x Front Panel Audio Connector
+ 1x USB 2.0 Header (Supports 2 USB 2.0 ports) (Supports
ESD Protection)
+ 1xUSB 3.1 Genl Header (Supports 2 USB 3.1 Genl ports)
(Supports ESD Protection)
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BIOS + AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUI support
Feature + ACPI 6.0 Compliant wake up events

» SMBIOS 2.7 Support

« CPU, DRAM, PCH 1.0V, VCCST Voltage Multi-adjustment

Hardware + Temperature Sensing: CPU, Chassis, Chassis/ Water Pump
Monitor Fans
+ Fan Tachometer: CPU, Chassis, Chassis/Water Pump Fans
+ Quiet Fan (Auto adjust chassis fan speed by CPU tempera-
ture): CPU, Chassis, Chassis/Water Pump Fans
+ Fan Multi-Speed Control: CPU, Chassis, Chassis/ Water
Pump Fans
+ CASE OPEN detection
+ Voltage monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore

0s Microsoft® Windows® 10 64-bit
Certifica- + FCC,CE
tions + ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)

* For detailed product information, please visit our website: http://www.asrock.com

the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using third-party
overclocking tools. Overclocking may affect your system’s stability, or even cause damage to

f Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including adjusting

the components and devices of your system. It should be done at your own risk and expense.
We are not responsible for possible damage caused by overclocking.

11
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Chapter 2 Installation

This is a Mini-ITX form factor motherboard. Before you install the motherboard,

study the configuration of your chassis to ensure that the motherboard fits into it.

Pre-installation Precautions

Take note of the following precautions before you install motherboard components

or change any motherboard settings.

Make sure to unplug the power cord before installing or removing the motherboard
components. Failure to do so may cause physical injuries and damages to motherboard
components.

In order to avoid damage from static electricity to the motherboard’s components,
NEVER place your motherboard directly on a carpet. Also remember to use a grounded
wrist strap or touch a safety grounded object before you handle the components.

Hold components by the edges and do not touch the ICs.

Whenever you uninstall any components, place them on a grounded anti-static pad or
in the bag that comes with the components.

When placing screws to secure the motherboard to the chassis, please do not over-
tighten the screws! Doing so may damage the motherboard.
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2.1 Installing the CPU

1. Before you insert the 1151-Pin CPU into the socket, please check if the PnP cap is on the
ﬁ socket, if the CPU surface is unclean, or if there are any bent pins in the socket. Do not
force to insert the CPU into the socket if above situation is found. Otherwise, the CPU
will be seriously damaged.

2. Unplug all power cables before installing the CPU.

13
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Please save and replace the cover if the processor is removed. The cover must be placed if
you wish to return the motherboard for after service.

15



2.2 Installing the CPU Fan and Heatsink

16
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2.3 Installing Memory Modules (DIMM)

This motherboard provides two 288-pin DDR4 (Double Data Rate 4) DIMM slots,
and supports Dual Channel Memory Technology.

ﬁ 1. For dual channel configuration, you always need to install identical (the same brand,
speed, size and chip-type) DDR4 DIMM pairs.
2. It is unable to activate Dual Channel Memory Technology with only one memory module
installed.
3. Itis not allowed to install a DDR, DDR2 or DDR3 memory module into a DDR4 slot;
otherwise, this motherboard and DIMM may be damaged..

The DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent damage to the
motherboard and the DIMM if you force the DIMM into the slot at incorrect orientation.

17
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2.4 Expansion Slot (PCl Express Slot)

There is 1 PCI Express slot on the motherboard.

Before installing an expansion card, please make sure that the power supply is switched off
or the power cord is unplugged. Please read the documentation of the expansion card and
make necessary hardware settings for the card before you start the installation.

PCle slot:

PCIE1 (PCle 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x16 lane width graphics cards.

19
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2.5 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on
the pins, the jumper is “Short”. If no jumper cap is placed on the pins, the jumper is

“Open”.

Short Open

Clear CMOS Jumper 1.2
(CLRMOSI) (o o]
(see p.1, No. 14) 2-pin Jumper

CLRMOSI allows you to clear the data in CMOS. To clear and reset the system
parameters to default setup, please turn off the computer and unplug the power
cord from the power supply. After waiting for 15 seconds, use a jumper cap to
short the pins on CLRMOSI for 5 seconds. However, please do not clear the
CMOS right after you update the BIOS. If you need to clear the CMOS when you
just finish updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it
down before you do the clear-CMOS action. Please be noted that the password,
date, time, and user default profile will be cleared only if the CMOS battery is

removed. Please remember toremove the jumper cap after clearing the CMOS.

(‘Q If you clear the CMOS, the case open may be detected. Please adjust the BIOS option “Clear
Status” to clear the record of previous chassis intrusion status.
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2.6 Onboard Headers and Connectors

Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over these
headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors will cause
permanent damage to the motherboard.

System Panel Header OfcenND Connect the power
(9-pin PANELI) GND1O|Of RESET# switch, reset switch and
(see p.1, No. 11) PWRBTN# 10| O GND system status indicator on
PLED-+OD|Of HDLED- . .
the chassis to this header
PLED+ 40O HDLED+
1 according to the pin

assignments below. Note
the positive and negative
pins before connecting
the cables.

PWRBTN (Power Switch):
Connect to the power switch on the chassis front panel. You may configure the way to turn
off your system using the power switch.

RESET (Reset Switch):
Connect to the reset switch on the chassis front panel. Press the reset switch to restart the
computer if the computer freezes and fails to perform a normal restart.

PLED (System Power LED):

Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when the
system is operating. The LED keeps blinking when the system is in S1/S3 sleep state. The
LED is off when the system is in $4 sleep state or powered off (S5).

HDLED (Hard Drive Activity LED):
Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED is on when the
hard drive is reading or writing data.

The front panel design may differ by chassis. A front panel module mainly consists of power
switch, reset switch, power LED, hard drive activity LED, speaker and etc. When connect-
ing your chassis front panel module to this header, make sure the wire assignments and the
pin assignments are matched correctly.

21
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Serial ATA3 Connectors
(SATA3_0:

see p.1, No. 8)
(SATA3_1:

see p.1, No. 7)
(SATA3_2:

see p.1, No. 10)
(SATA3_3:

see p.1, No. 9)

SATA3_1
SATA3_0

SATA3_3
SATA3_2

I—1 I—1

[— [—1I

These four SATA3
connectors support SATA
data cables for internal
storage devices with up to
6.0 Gb/s data transfer rate.

USB 2.0 Header

There is one USB2.0

i pumMmy1O )
(9-pin USB_1_2) anoJO[Otenn header on this
(see p.1, No. 12) +810|Ot+A motherboard. This USB
-810|Ot-A 2.0 header can support
usB_PWRTO USB_PWR o ports.
1
USB 3.1 Genl Header " There is one header on
(19-pin USB3_5_6) Vbus inta_Pe_ssrx- this motherboard. This
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
(see p.1, No. 6) IntA_PA_SSRX+ GND USB 3.1 Genl header can
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+ support two ports.
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
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Front Panel Audio Header GND This header is for

PRESENCE #

(9-pin HD_AUDIO1) MIC_RET connecting audio devices

OUT_RET

(see p.1, No. 17) ‘ | to the front audio panel.

R

FO| O]

1. High Definition Audio supports Jack Sensing, but the panel wire on the chassis must sup-
port HDA to function correctly. Please follow the instructions in our manual and chassis
manual to install your system.

2. Ifyou use an AC’97 audio panel, please install it to the front panel audio header by the

steps below:

A. Connect Mic_IN (MIC) to MIC2_L.

B. Connect Audio_R (RIN) to OUT2_R and Audio_L (LIN) to OUT2_L.

C. Connect Ground (GND) to Ground (GND).

D. MIC_RET and OUT_RET are for the HD audio panel only. You don’t need to connect
them for the AC’97 audio panel.

E. To activate the front mic, go to the “FrontMic” Tab in the Realtek Control panel and
adjust “Recording Volume”.

Chassis Speaker Header SPEAKER Please connect the chassis
(4-pin SPEAKERI) DUMMY speaker to this header.
(see p.1, No. 16) DUMMY
+5V
4
Chassis Fan / Waterpump GND Please connect fan cables
FAN_VOLTAGE P
Fan Connector CHA_FAN_SPEED to the fan connectors and
(4-pin CHA_FAN1/WP) FAN_SPEED_CONTROL match the black wire to
(see p.1, No. 2) the ground pin.
1234

Chassis Fan Connector oo Please connect fan cables

1
(4-pin CHA_FAN2) 2 FAN_VOLTAGE to the fan connectors and

3 CHA_FAN_SPEED .
(see p.1, No. 13) N FAN SPEED CONTROL match the black wire to

the ground pin.

23
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CPU Fan Connector This motherboard pro-
; FAN_VOLTAGE ; ;
(4-pin CPU_FANT1) CPU FAN SPEED vides a 4-Pin CPU fan
(see p.1, No. 3) GND FAN_SPEED_CONTROL  (Quiet Fan) connector.
If you plan to connect a
tees 3-Pin CPU fan, please
connect it to Pin 1-3.
ATX Power Connector . This motherboard pro-

(24-pin ATXPWR1)
(see p.1, No. 5)

vides a 24-pin ATX power

connector.

ATX 12V Power

Please connect an ATX

8 —
Connector L 12V power supply to this
(4-pin ATX12V1) [ connector.
(see p.1, No. 1) ¢ !
Chassis Intrusion Header GND E This motherboard
(2-pin CII) Signal 0] supports CASE OPEN

(see p.1, No. 15)

detection feature that
detects if the chassis cove
has been removed. This
feature requires a chassis
with chassis intrusion

detection design.
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2.7 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_1)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCIe and mSATA. The Socket (M2_1)
supports M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s).

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1

Prepare a M.2_SSD (NGFF) module
and the screw.

Step 2

o
Depending on the PCB type and
length of your M.2_SSD (NGFF)
—Q—

module, find the corresponding nut

location to be used.

-© .
-©

Nut Location A B
PCB Length 8cm 1lcm
Module Type Type 2280 Type 22110

25
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Step 3

Move the standoff based on the
module type and length.

The standof is placed at the nut
location A by default. Skip Step 3
and 4 and go straight to Step 5 if you
are going to use the default nut.
Otherwise, release the standoff by
hand.

Step 4

Peel off the yellow protective film on
the nut to be used. Hand tighten the

standoff into the desired nut location
on the motherboard.

Step 5

Gently insert the M.2 (NGFF) SSD
module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

module only fits in one orientation.
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Step 6

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw as

this might damage the module.

27
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M.2_SSD (NGFF) Module Support List

Vendor Interface P/N

ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
Apacer
Corsair
Crucial
Crucial
Intel
Intel
Intel
Kingston
Kingston
Kingston
OCZ

PATRIOT

Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Team
Team
TEAM
TEAM

Transcend

V-Color
V-Color

SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PClIe3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
SATA3
SATA3
SATA3
PCle3 x4
PCle3 x4
SATA3
PCle2 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle
PCle
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PClIe3 x4
PCle3 x4
SATA3
SATA3
PCle3 x4
PCle3 x4
SATA3
SATA3
SATA3

AXNS381E-128GM-B
AXNS381E-256GM-B
ASU800NS38-256GT-C
ASU8S00NS38-512GT-C
ASX7000NP-128GT-C
ASX8000NP-256GM-C
ASX7000NP-256GT-C
ASX8000NP-512GM-C
ASX7000NP-512GT-C
AP240GZ280
CSSD-F240GBMP500
CT120M500SSD4
CT240M500SSD4

Intel SSDSCKGWO080A401/80G
SSDPEKKF256G7
SSDPEKKF512G7

SM2280S3

SH228083/480G

SKC1000/480G

RVD400 -M2280-512G (NVME)
PH240GPM280SSDR NVME
PX-G256M6e

PX-G512M6e

PX-128M8PeG

PX-1TM8PeG

PX-256M8PeG

PX-512M8PeG

XP941-512G (MZHPU512HCGL)
SM961 MZVPW128HEGM (NVM)
PM961 MZVLW128HEGR (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250) (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250BW) (NVME)
SM951 (NVME)

SM951 (MZHPV256HDGL)
SM951 (MZHPV512HDGL)
SM951 (NVME)
TM8PS4128GMC105
TM8PS4256GMC105
TM8FP2240G0C101
TM8FP2480GC110
TS512GMTS800
VLM100-120G-2280B-RD
VLM100-240G-2280RGB
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V-Color
V-Color

WD
WD
WD
V-Color
V-Color
WD
WD
WD
WD

SATA3
SATA3
PCle3 x4
PCle3 x4
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
PCle3 x4
PCle3 x4

VSM100-240G-2280
VLM100-240G-2280B-RD
WDS256G1X0C-00ENXO0 (NVME)
WDS512G1X0C-00ENX0 (NVME)
WDS100T1B0B-00AS40
WDS240G1G0B-00RC30
VSM100-240G-2280
VLM100-240G-2280B-RD
WDS100T1B0B-00AS40
WDS240G1G0B-00RC30
WDS256G1X0C-00ENXO0 (NVME)
WDS512G1X0C-00ENX0 (NVME)

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for

details: http://www.asrock.com
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1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich fiir das B365M-ITX/ac von ASRock entschieden haben - ein

zuverldssiges Motherboard, das konsequent unter der strengen Qualititskontrolle von

ASRock hergestellt wurde. Es liefert ausgezeichnete Leistung mit robustem Design, das
ASRock Streben nach Qualitat und Bestandigkeit erfillt.

Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Software aktualisiert werden

Q konnen, kann der Inhalt dieser Dokumentation ohne Ankiindigung geiindert werden. Falls

diese Dokumentation irgendwelchen Anderungen unterliegt, wird die aktualisierte Version
ohne weitere Hinweise auf der ASRock-Webseite zur Verfiigung gestellt. Sollten Sie technische
Hilfe in Bezug auf dieses Motherboard benitigen, erhalten Sie auf unserer Webseite spezifischen
Informationen iiber das von Ihnen verwendete Modell. Auch finden Sie eine aktuelle Liste
unterstiitzter VGA-Karten und Prozessoren auf der ASRock-Webseite:

ASRock-Webseite http://www.asrock.com.

1.1 Lieferumfang

ASRock B365M-ITX/ac — Motherboard (Mini-ITX-Formfaktor)
ASRock B365M-ITX/ac - Schnellinstallationsanleitung

ASRock B365M-1TX/ac - Support-CD

2 x Serial-ATA- (SATA) Datenkabel (optional)

1 x E/A-Blendenabschirmung

2 x ASRock-WiFi-2,4/5-GHz-Antennen (optional)

1 x Schraube fiir M.2-Sockel (optional)



B365M-ITX/ac

1.2 Technische Daten

Plattform «  Mini-ITX-Formfaktor

« Feststoffkondensator-Design

Prozessor . Unterstiitzt Intel® Core™-Prozessoren (Sockel 1151) der 8" &
9'" Generation
« Unterstiitzt CPU bis 95 W
- Digi Power design
+ 5-Leistungsphasendesign

+ Unterstiitzt Intel® Turbo Boost 2.0-Technologie

Chipsatz - Intel® B365

Speicher + Dualkanal-DDR4-Speichertechnologie

+ 2 x DDR4-DIMM-Steckplitze

+ Unterstiitzt ungepufferten DDR4-2666/2400/2133-Non-ECC-
Speicher

+ Unterstiitzt ECC-UDIMM-Speichermodule (Betrieb im non-
ECC-Modus)

« Systemspeicher, max. Kapazitit: 32 GB

- Unterstiitzt Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

+ 15-p-Goldkontakt in DIMM-Steckplitze

Erweiter- + 1 x PCI-Express 3.0-x16-Steckplatz (PCIE1:x16-Modus)
ungssteck- * Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte
platz + 1 x vertikaler M.2-Sockel (Key E) mit dem mitgelieferten

802.11ac-WLAN-Modul (an den riickseitigen 1/0)

Grafikkarte * Integrierte Intel* UHD Graphics-Visualisierung und VGA-
Ausginge konnen nur mit Prozessoren unterstiitzt werden, die
GPU-integriert sind.
« Unterstiitzt integrierte Intel” UHD Graphics-Visualisierung:
Intel® Quick Sync Video mit AVC, MVC (S3D) und MPEG-
2 Full HW Encodel, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD
Technology, Intel® Insider™, Intel* UHD Graphics
+ DirectX 12
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Audio

LAN

Wireless LAN

HWA encodieren/decodieren: AVC/H.264, HEVC/H.265

8 bit, HEVC/H.265 10 bit, VP8, VP9 8 bit, VP9 10 bit (nur
Dekodierung), MPEG2, MJPEG, VC-1 (nur Dekodierung)
Drei Grafikkarten-Ausgangsoptionen: DVI-I, HDMI und
DisplayPort 1.2

Unterstiitzt drei Monitore

Unterstiitzt HDMI 1.4 mit maximaler Auflésung von 4K x 2K
(4096 x 2160) bei 30Hz

Unterstiitzt DisplayPort 1.2 mit maximaler Auflosung von 4K x
2K (4096 x 2304) bei 60 Hz

Unterstiitzt DVI-I mit maximaler Auflésung von 1920 x 1200
bei 60 Hz

Unterstiitzt Auto-Lippensynchronizitit, hohe Farbtiefe (12
bpc), xvYCC und HBR (Audio mit hoher Bitrate) mit HDMI
1.4-Port (konformer HDMI-Monitor erforderlich)

Unterstiitzt HDCP 2.2 mit DVI-I-, HDMI-1.4 und DisplayPort
1.2-Ports

Unterstiitzt 4K-Ultra-HD- (UHD) Wiedergabe mit HDMI-1.4
und DIsplayPort-1.2-Ports

7.1-Kanal-HD-Audio (Realtek ALC887-Audiocodec)

* Zur Konfiguration von 7.1-Kanal-HD-Audio miissen Sie ein HD-

Frontblenden-Audiomodul nutzen und den Mehrkanalton tiber

den Audiotreiber aktivieren.

Unterstiitzt Uberspannungsschutz
ELNA-Audiokondensatoren

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Unterstiitzt Wake-On-LAN

Unterstiitzt Schutz gegen Blitzschlag/elektrostatische Entladung
Unterstiitzt energieeflizientes Ethernet 802.3az

Unterstiitzt PXE

Intel®-802.11ac-WLAN-Modul

Unterstiitzt IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Unterstiitzt Dualband (2,4/5 GHz)

Unterstiitzt drahtlose Hochgeschwindigkeitsverbindungen bis
433 Mb/s

Unterstiitzt Bluetooth 4.2 / 3.0 + High-Speed, Klasse II



B365M-ITX/ac

Riickblende, « 2 x Antennenanschluss
E/A + 1 x PS/2-Maus-/Tastaturanschluss
« 1xDVI-I-Port
« 1 x HDMI-Port
+ 1x DisplayPort 1.2
+ 4x USB-3.1-Genl-Ports (unterstiitzt Schutz gegen
elektrostatische Entladung)
+ 1x RJ-45-LAN-Port mit LED (Aktivitit/Verbindung-LED und
Geschwindigkeit-LED)
+ HD-Audioanschliisse: Line-in / Vorderer Lautsprecher /
Mikrofon

Speicher + 4 x SATA-III-6,0-Gb/s-Abschluss, unterstiitzt RAID (RAID
0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology
17), NCQ, AHCI und Hot-Plugging
+ 1x Ultra-M.2-Sockel, unterstiitzt M-Key-Typ-2280/22110-
M.2-SATA-III-6,0-Gb/s-Modul und M.2-PCI-Express-Modul
bis Gen3 x 4 (32 Gb/s)*
* Unterstiitzt Intel* Optane™-Technologie
* Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte
* Unterstiitzt ASRock U.2-Kit

Anschluss + 1 x Gehauseeingriff-Stiftleiste
+ 1 x CPU-Liifteranschluss (4-polig)
* Der CPU-Liifteranschluss unterstiitzt einen CPU-Liifter mit einer
maximalen Liifterleistung von 1 A (12 W).
+ 1 x Gehduseliifteranschluss (4-polig)
* Der Gehduseliifteranschluss unterstiitzt einen Gehauseliifter mit
einer maximalen Liifterleistung von 1 A (12 W).
+ 1 x Anschluss Gehduse/Wasserpumpenliifter (4-polig) (intel-
ligente Liiftergeschwindigkeitssteuerung)
* Der Gehéuse-/Wasserpumpenliifter unterstiitzt einen Was-
serkiihlerliifter mit einer maximalen Liifterleistung von 2A (24 W).
* CHA_FAN1/WP koénnen automatisch erkennen, ob ein 3- oder
4-poliger Liifter verwendet wird.
+ 1 x24-poliger ATX-Netzanschluss
+ 1 x8-poliger 12-V-Netzanschluss
1 x Audioanschluss an Frontblende
. 1 x USB 2.0-Stiftleiste (unterstiitzt zwei USB 2.0-Ports) (unter-
stiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)
« 1x USB 3.1 Genl-Stiftleiste (unterstiitzt zwei USB 3.1 Genl-
Ports) (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)
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BIOS-Funk- + AMI-UEFI-Legal-BIOS mit Unterstiitzung mehrsprachiger
tion grafischer Benutzerschnittstellen

+ ACPI 6.0-konforme Aufweckereignisse

« SMBIOS 2.7-Unterstiitzung

- CPU, DRAM, PCH 1,0V, VCCST / Mehrfachspannungsanpas-

sung
Hardware- + Temperaturerkennung: CPU-, Gehéuse-, Gehduse-/Wasser-
iiberwachung pumpen-Liifter

» Liftertachometer: CPU-, Gehéuse-, Gehduse-/Wasserpumpen-
Liifter

+ Lautloser Liifter (automatische Anpassung der Gehauseliifter-
geschwindigkeit durch CPU-Temperatur): CPU-, Gehause-,
Gehiduse-/Wasserpumpen-Liifter

+ Mehrfachgeschwindigkeitssteuerung: CPU-, Gehiduse-, Ge-
héuse-/Wasserpumpen-Liifter

+ Gehiuse-offen-Erkennung

+ Spannungsiiberwachung: +12'V, +5V, +3,3 V, CPU Vcore

Betriebssys- Microsoft® Windows® 10, 64 Bit

tem

Zertifizierun- - FCC,CE

gen + ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich)

* Detaillierte Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: http://www.asrock.com

Bitte beachten Sie, dass mit einer Ubertaktung, zu der die Anpassung von BIOS-Einstellungen,
die Anwendung der Untied Overclocking Technology oder die Nutzung von Ubertaktung-

A swerkzeugen von Drittanbietern zihlen, bestimmte Risiken verbunden sind. Eine Ubertaktung
kann sich auf die Stabilitit IThres Systems auswirken und sogar Komponenten und Gerite Ihres
Systems beschddigen. Sie sollte auf eigene Gefahr und eigene Kosten durchgefiihrt werden. Wir
iibernehmen keine Verantwortung fiir mogliche Schiiden, die durch eine Ubertaktung verur-
sacht wurden.
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1.3 Jumpereinstellung

Die Abbildung zeigt, wie die Jumper eingestellt werden. Wenn die Jumper-Kappe auf
den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,kurzgeschlossen. Wenn keine Jumper-

Kappe auf den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,offen”.

W

Short Open

CMOS-l6schen-Jumper 1_2
(CLRMOS1) o o

(siehe S. 1, Nr. 14) 2-poliger Jumper

CLRMOSI ermdglicht Thnen die Loschung der Daten im CMOS. Zum Léschen und
Riicksetzen der Systemparameter auf die Standardeinrichtung schalten Sie den Computer
bitte ab und ziehen das Netzkabel aus der Steckdose. Warten Sie 15 Sekunde, schlieffen
Sie dann die Kontakte an CLRMOSI 5 Sekunden lang mit einer Jumper-Kappe kurz.
Loschen Sie den CMOS jedoch nicht direkt nach der BIOS-Aktualisierung. Falls Sie den
CMOS direkt nach Abschluss der BIOS-Aktualisierung 16schen miissen, starten Sie das
System zunéchst; fahren Sie es dann vor der CMOS-Loschung herunter. Bitte beachten
Sie, dass Kennwort, Datum, Zeit und Benutzerstandardprofil nur geloscht werden, wenn
die CMOS-Batterie entfernt wird. Bitte denken Sie daran, die Jumper-Kappe nach der
CMOS-Léschung zu entfernen.

Falls Sie den CMOS loschen, wird maoglicherweise ein Gehduseeingriff erkannt. Bitte passen Sie
die BIOS-Option ,,Status loschen” zur Loschung der Aufzeichnung des vorherigen Gehduseeing-
riffstatus an.
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1.4 Integrierte Stiftleisten und Anschliisse

Integrierte Stiftleisten und Anschliisse sind KEINE Jumper. Bringen Sie KEINE Jumper-Kappen
an diesen Stiftleisten und Anschliissen an. Durch Anbringen von Jumper-Kappen an diesen
Stiftleisten und Anschliissen konnen Sie das Motherboard dauerhaft beschddigen.

Systemblende-Stiftleiste r GND Verbinden Sie Netzschalter,

O
(9-polig, PANEL1) GND1O|OT RESET# Reget-Taste und
(siehe S. 1, Nr. 11) PWRBTN#1O|Or GND Systemstatusanzeige am Gehéuse
PLED-+O|Of HDLED-
entsprechend der nachstehenden
PLED+ 40O HDLED+
1 Pinbelegung mit dieser Stiftleiste.

Beachten Sie vor Anschlieflen
der Kabel die positiven und
negativen Kontakte.

PWRBTN (Ein-/Austaste):
Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehdiuses verbinden. Sie konnen die Abschaltung
Ihres Systems iiber die Ein-/Austaste konfigurieren.

RESET (Reset-Taste):
Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Starten Sie den Computer tiber
die Reset-Taste neu, wenn er abstiirzt oder sich nicht normal neu starten lésst.

PLED (Systembetriebs-LED):

Mit der Betriebsstatusanzeige an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED leuchtet, wenn
das System liuft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S1/S3-Ruhezustand befindet. Die LED
ist aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand befindet oder ausgeschaltet ist (S5).

HDLED (Festplattenaktivitits-LED):
Mit der Festplattenaktivitits-LED an der Frontblende des Gehdiuses verbinden. Die LED leuchtet,
wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.

Das Design der Frontblende kann je nach Gehdiiuse variieren. Ein Frontblendenmodul besteht
hauptsdchlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivitit-LED, Lautsprecher
etc. Stellen Sie beim AnschliefSen Ihres Frontblendenmoduls an diese Stiftleiste sicher, dass Kabel-
und Pinbelegung richtig abgestimmt sind.
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Serial-ATA-III-Anschliisse ’ﬁ ’= Diese vier SATA-III-Anschliisse
(SATA3_0: é -| i unterstiitzen SATA-Datenkabel
siehe S. 1, Nr. 8) ;_L- _'=‘J 3 fiir interne Speichergerite mit
(SATA3_1: einer Datentibertragungsgesch
siehe S. 1, Nr. 7) o E . windigkeit bis 6,0 Gb/s.
(SATA3_2: g |_ -| 2

siehe S. 1, Nr. 10) =‘ H‘ ’

(SATA3_3:

sieche S. 1, Nr. 9)

USB 2.0-Stiftleiste pumMmy{O Es gibt eine USB-2.0-Stiftleiste
(9-polig, USB_1_2) GND+O|O1GND an diesem Motherboard. Diese
(siehe S. 1, Nr. 12) +810|Or+A USB 2.0-Stiftleiste unterstiitzt
B10|Or-A zwei Ports.
usB_PWRTOD USB_PWR
1
USB 3.1 Genl1-Stiftleiste " Es gibt eine Stiftleiste an
us
(19-polig, USB3_5_6) Vbus inta_pe_ssrRx- diesem Motherboard. Diese
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
(siehe S. 1, Nr. 6) IntA_PA_SSRX+ GND USB-3.1-Gen1-Stiftleiste kann
GND IntA_PB_SSTX- . .
IntA_PA_SSTX. na_pe_ssTxs ZWEL Ports unterstiitzen.
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
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Audiostiftleiste GNPDRESENCE# Diese Stiftleiste dient dem
(Frontblende) MIC_RET Anschlielen von Audiogeriten
OUT_RET
(9-polig, HD_AUDIO1) ‘ |~ an der Frontblende.
(siehe S. 1, Nr. 17) ololol [o]
| [Fl[®1 0] [S1[e)
| Tour2 L
J_SENSE
OoUT2 R
MIC2 R
MIC2_L

1. High Definition Audio unterstiitzt Anschlusserkennung, der Draht am Gehduse muss dazu jedoch
HDA unterstiitzt. Bitte befolgen Sie zum Installieren Ihres Systems die Anweisungen in unserer
Anleitung und der Anleitung zum Gehduse.

&

2. Bei Nutzung eines AC’97-Audiopanels dieses bitte anhand folgender Schritte an der Audios-
tiftleiste der Frontblende installieren:
A. Mic_IN (Mikrofon) mit MIC2_L verbinden.
B. Audio_R (RIN) mit OUT2_R und Audio_L (LIN) mit OUT2_L verbinden.
C. Erde (GND) mit Erde (GND) verbinden.
D. MIC_RET und OUT_RET sind nur fiir das HD-Audiopanel vorgesehen. Sie miissen sie nicht
fiir das AC’97-Audiopanel verbinden.
E. Rufen Sie zum Aktivieren des vorderen Mikrofons das ,,FrontMic (Vorderes Mikrofon)“-Register
in der Realtek-Systemsteuerung auf und passen ,, Recording Volume (Aufnahmelautstirke) an.
Gehduselautsprecher- SPEAKER Bitte verbinden Sie den
stiftleiste DUMMY Gehduselautsprecher mit dieser
(4-polig, SPEAKER1) puMMY Stiftleiste.
+5V

(siehe S. 1, Nr. 16)

Anschluss fiir Ge-
héuseliifter /

GND

FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED

Bitte verbinden Sie die
Liifterkabel mit den

Wasserpumpenliifter FAN_SPEED_CONTROL Liifteranschliissen; der
(4-polig, CHA_FAN1/ schwarze Draht gehort zum
WP) —— Erdungskontakt.
(siehe S. 1, Nr. 2)
Gehiuseliifteranschluss , . Bitte verbinden Sie die
(4-polig, CHA_FAN2) 2 FAN_VOLTAGE Liifterkabel mit den

. 3 CHA_FAN_SPEED . .
(siehe S. 1, Nr. 13) N FAN_SPEED. CONTROL Liifteranschliissen; der

schwarze Draht gehort zum
Erdungskontakt.
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CPU-Liifteranschluss Dieses Motherboard bietet
(4-polig, CPU_FAN1) FANC\P/SE&SESPEED einen 4-poligen CPU-
(siehe S. 1, Nr. 3) GND FAN_SPEED_CONTROL T jjifteranschluss (lautloser

Liifter). Falls Sie einen

e 3-poligen CPU-Liifter
anschliefen mochten,
verbinden Sie ihn bitte mit
Kontakt 1 bis 3.

ATX-Netzanschluss N Dieses Motherboard bietet

(24-polig, ATXPWRI1) einen 24-poligen ATX-

(siehe S. 1, Nr. 5) Netzanschluss.
1
ATX-12-V-Netzanschluss An diesen Anschluss schlielen
[
(4-polig, ATX12V1) EREN Sie ein ATX-12 V-Netzteil an.
(siehe S. 1, Nr. 1) IO
4 1
Gehauseeingriff-Stiftleiste GND O] Dieses Motherboard
(2-polig, CI1) Signal 0] unterstiitzt die Gehduse-
(siehe S. 1, Nr. 15) offen-Erkennung, die erkennt,

wenn die Gehduseabdeckung
entfernt wurde. Diese

Funktion setzt ein Gehduse mit
Gehéuseeingrifferkennungsdesign

voraus.
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1 Introduction

Nous vous remercions davoir acheté cette carte mere ASRock B365M-1TX/ac, une carte
meére fiable fabriquée conformément au controéle de qualité rigoureux et constant appliqué
par ASRock. Fidele a son engagement de qualité et de durabilité, ASRock vous garantit une

carte mére de conception robuste aux performances élevées.

Les spécifications de la carte mére et du logiciel BIOS pouvant étre mises a jour, le contenu de ce
document est soumis a modification sans préavis. En cas de modifications du présent document,

la version mise a jour sera disponible sur le site Internet ASRock sans notification préalable.
Si vous avez besoin dune assistance technique pour votre carte mere, veuillez visiter notre site
Internet pour plus de détails sur le modéle que vous utilisez. La liste la plus récente des cartes
VGA et des processeurs pris en charge est également disponible sur le site Internet de ASRock.

Site Internet ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenu de I'emballage

« Carte mére ASRock B365M-ITX/ac (facteur de forme Mini-ITX)
+ Guide d’installation rapide ASRock B365M-I1TX/ac

+ CD dassistance ASRock B365M-ITX/ac

+ 2xcables de données Serial ATA (SATA) (Optionnel)

+ 1 x panneau de protection E/S

+ 2xantenne Wi-Fi 2,4/5 GHz ASRock (Optionnel)

1 xvis pour socket M.2 (Optionnel)
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1.2 Spécifications

Plateforme « Facteur de forme Mini-ITX

+ Conception a condensateurs solides

Processeur « Prend en charge les processeurs 8° et 9° génération Intel®
Core™ (socket 1151)
+ Prend en charge les unités centrales jusqua 95W
- Digi Power design
» Alimentation a 5 phases

+ Prend en charge la technologie Intel” Turbo Boost 2.0
Chipset - Intel® B365

Mémoire + Technologie mémoire double canal DDR4

+ 2x fentes DIMM DDR4

« Prend en charge les mémoires sans tampon non ECC DDR4
2666/2400/2133

« Prend en charge les modules mémoire UDIMM ECC
(fonctionne en mode non-ECC)

+ Capacité max. de la mémoire systeme : 32GB

+ Prend en charge Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

« Contacts dorés 15y sur fentes DIMM

Fente + 1 x fente PCI Express 3.0 x 16 (PCIE1 :mode x16)
d’expansion * Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
« 1 xsocket M.2 vertical (touche E) avec le module Wi-Fi

802,11ac fourni (sur I'E/S arriére)

Graphiques * La technologie Intel® UHD Graphics Built-in Visuals et les
sorties VGA sont uniquement prises en charge par les processeurs
intégrant un contréleur graphique.

+ Prend en charge la technologie Intel* UHD Graphics Built-
in Visuals : Intel® Quick Sync Video avec AVC, MVC (S3D)
et MPEG-2 Full HW Encodel, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear
Video HD Technology, Intel® Insider™, Intel* UHD Graphics

+ DirectX 12
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Audio

Réseau

Réseau
sans-fil

Codage/Décodage HWA : AVC/H.264, HEVC/H.265 8 bits,
HEVC/H.265 10 bits, VP8, VP9 8 bits, VP9 10 bits (Encodage
uniquement), MPEG2, MJPEG, VC-1 (Encodage uniquement)
Trois options de sortie graphique : DVI-I, HDMI et DisplayPort
1.2

Prend en charge la configuration a triple moniteurs

Prend en charge la technologie HDMI 1.4 avec résolution
maximale de 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz

Prend en charge la technologie DisplayPort 1.2 avec résolution
maximale de 4K x 2K (4096x2304) @ 60 Hz

Prend en charge le mode DVI-I avec une résolution maximale
de 1920x1200 @ 60Hz

Prend en charge les technologies Auto Lip Sync, Deep Color
(12bpc), xvYCC et HBR (High Bit Rate Audio) avec port
HDMI 1.4 (un écran compatible HDMI est requis)

Prend en charge HDCP 2.2 via ports DVI-I, HDMI 1.4 et
DisplayPort 1.2

Prend en charge la lecture 4K Ultra HD (UHD) avec les ports
HDMI 1.4 et DisplayPort 1.2

Audio 7.1 CH HD (Codec audio Realtek ALC887)

*Pour configurer I'audio 7.1 CH HD, il est nécessaire d'utiliser un

module audio HD pour panneau frontal et d’activer la fonction

audio multicanal via le pilote audio.

Prend en charge la protection contre les surtensions
Capuchons ELNA Audio

Gigabit LAN 10/100/1000 Mo/s

Giga PHY Intel® 1219V

Prend en charge la fonction Wake-On-LAN

Prend en charge la protection contre la foudre/les décharges
électrostatiques

Prend en charge la fonction déconomie dénergie Ethernet
802.3az

Prend en charge PXE

Module Wi-Fi 802.11ac Intel®

Prend en charge IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Prend en charge le mode Dual-Band (2,4/5 GHz)

Prend en charge la connexion sans-fil a haute vitesse jusqua
433Mbps

Prend en charge Bluetooth 4.2 / 3.0 + haute vitesse classe II



B365M-ITX/ac

Connectique + 2 x ports antenne
du panneau + 1x port souris/clavier PS/2
arriére + Ixport DVI-I

+ 1xport HDMI

+ 1x DisplayPort 1.2

+ 4xports USB 3.1 Genl (Protection contre les décharges
électrostatiques)

+ 1xportRJ-45 LAN avec LED (LED ACT/LIEN et LED
VITESSE)

+ Connecteurs jack audio HD : Entrée ligne / haut-parleur avant

/ microphone

Stockage + 4 x connecteurs SATA3 6,0 Go/s, compatibles RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, technologies Intel Rapid Storage
17), NCQ, AHCI et « Hot Plug »
+ 1xsocket Ultra M.2, prend en charge les modules M.2 SATA3
6,0 Go/s type 2280/22110 touche M et M.2 PCI Express jusqu'a
Gen3 x4 (32 Go/s)*
* Prend en charge Intel” Optane™ Technology
* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
* Prend en charge le kit ASRock U.2

Connecteur + 1 x embase d’intrusion chéssis

1 x connecteur pour ventilateur de CPU (4 broches)
* Le connecteur pour ventilateur de CPU prend en charge un
ventilateur de CPU d'une puissance maximale de 1 A (12 W).

+ 1 x connecteur pour ventilateur de chassis (4 broches)
* Le connecteur pour ventilateur de chéssis prend en charge un
ventilateur de chéssis d'une puissance maximale de 1 A (12 W).

+ 1 x connecteur pour ventilateur de chassis /pompe a eau (4

broches) (controle de vitesse de ventilateur intelligent)

* Le ventilateur de chéssis /pompe a eau prend en charge un venti-
lateur de refroidisseur d'eau d'une puissance maximale de 2A (24
W).
* CHA_FAN1/WP peuvent détecter automatiquement si un venti-
lateur 3 broches ou 4 broches est utilisé.

+ 1x connecteur dalimentation ATX 24 broches

+ 1 x connecteur dalimentation 12 V 8 broches

+ 1x connecteur audio panneau frontal

+ 1 xembase USB 2.0 (2 ports USB 2.0 pris en charge) (Protection

contre les décharges électrostatiques)
+ 1xembase USB 3.1 Genl (2 ports USB 3.1 Genl pris en

charge) (Protection contre les décharges électrostatiques)
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Caractéri-
stiques du
BIOS

Surveil-
lancedu
matériel

Systéeme

d’exploitation

Certifications

BIOS UEFI AMI avec prise en charge d’interface graphique
multilingue

Compatible ACPI 6.0 Wake Up Events

Compatible SMBIOS 2.7

Réglage de la tension CPU, DRAM, PCH 1,0V, VCCST

Détection de température : Ventilateurs de CPU, chéssis, chas-
sis / pompe a eau

Tachymetre de ventilateur : Ventilateurs de CPU, chissis, chas-
sis / pompe a eau

Ventilateur silencieux (réglage automatique de la vitesse du
ventilateur du chéssis d’apres la température du CPU) : Ventila-
teurs de CPU, chassis, chéssis / pompe a eau

Controle simultané des vitesses du ventilateur : Ventilateurs de
CPU, chassis, chassis / pompe a eau

Détection CHASSIS OUVERT

Surveillance de la tension d’alimentation : +12V, +5V, +3,3V,
CPU Vcore

Microsoft® Windows® 10 64 bits

FCC, CE

+ ErP/EuP Ready (alimentation ErP/EuP ready requise)

* pour des informations détaillées de nos produits, veuillez visiter notre site : http://www.asrock.com

Il est important de signaler que loverclocking présente certains risques, incluant des modifica-

A tions du BIOS, lapplication d’une technologie doverclocking déliée et lutilisation doutils
doverclocking développés par des tiers. La stabilité de votre systéme peut étre affectée par ces
pratiques, voire provoquer des dommages aux composants et aux périphériques du systéme.
Loverclocking se fait a vos risques et périls. Nous ne pourrons en aucun cas étre tenus pour
responsables des dommages éventuels provoqués par loverclocking.



B365M-ITX/ac

1.3 Configuration des cavaliers (jumpers)

Lillustration ci-dessous vous renseigne sur la configuration des cavaliers (jumpers).
Lorsque le capuchon du cavalier est installé sur les broches, le cavalier est « court-circuité ».

Sile capuchon du cavalier nest pas installé sur les broches, le cavalier est « ouvert ».

Short Open

Cavalier Clear CMOS 1_2

(CLRMOSI) o o

(voir p.1, No. 14) Cavalier (jumper) a 2 broches

CLRMOSI vous permet deffacer les donnés de la CMOS. Pour effacer les parametres du
systeme et rétablir les valeurs par défaut, veuillez éteindre votre ordinateur et débrancher
son cordon d’alimentation. Patientez 15 secondes, puis utilisez un capuchon de cavalier
pour court-circuiter les broches sur CLRMOS1 pendant 5 secondes. Toutefois, neffacez
pas la CMOS immédiatement apres avoir mis a jour le BIOS. Si vous avez besoin deffacer
les données CMOS apres une mise a jour du BIOS, vous devez tout d’abord redémarrer
le systéme, puis Iéteindre avant de procéder a leffacement de la CMOS. Veuillez noter
que les parameétres mot de passe, date, heure et profil de l'utilisateur seront uniquement
effacés en cas de retrait de la pile de la CMOS. Noubliez pas de retirer le capuchon du

cavalier une fois les données CMOS effacées.

Q Si vous effacez la CMOS, lalerte de chassis ouvert peut se déclencher. Veuillez régler loption du
BIOS sur « Effacer » pour supprimer Uhistorique des intrusions de chassis précédentes.
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1.4 Embases et connecteurs de la carte mere

Les embases et connecteurs situés sur la carte NE SONT PAS des cavaliers. Ne placez JAMAIS de
capuchons de cavaliers sur ces embases ou connecteurs. Placer un capuchon de cavalier sur ces
embases ou connecteurs endommagera irrémédiablement votre carte mére.

Embase du panneau sys- OrGND Branchez le bouton de mise
GND1O|O RESET# o marche, le bouton de
(PANNEAUT 4 9 broches) FW/RBTN# TO[Or GND réinitialisation et le témoin d’état
. PLED- OOt HDLED- R ) o
(voir p.1, No. 11) du systeme présents sur le chéssis
PLED+ 40O HDLED+
1 sur cette embase en respectant

la configuration des broches
illustrée ci-dessous. Repérez les
broches positive et négative avant
de brancher les cables.

PWRBTN (bouton dalimentation):
pour brancher le bouton dalimentation du panneau frontal du chassis. Vous pouvez configurer la
fagon dont votre systéme doit sarréter a laide du bouton de mise en marche.

RESET (bouton de réinitialisation):

pour brancher le bouton de réinitialisation du panneau frontal du chassis. Appuyez sur le bouton
de réinitialisation pour redémarrer lordinateur en cas de plantage ou de dysfonctionnement au
démarrage.

PLED (LED dalimentation du systéme) :

pour brancher le témoin détat de lalimentation du panneau frontal du chéssis. Le LED est allumé
lorsque le systéme fonctionne. Le LED clignote lorsque le systéme se trouve en mode veille S1/S3. Le
LED est éteint lorsque le systéme se trouve en mode veille S4 ou hors tension (S5).

HDLED (LED dactivité du disque dur) :
pour brancher le témoin LED dactivité du disque dur du panneau frontal du chdssis. Le LED est
allumé lorsque le disque dur lit ou écrit des données.

La conception du panneau frontal peut varier en fonction du chassis. Un module de panneau
frontal est principalement composé d'un bouton de mise en marche, bouton de réinitialisation,
LED dalimentation, LED dactivité du disque dur, haut-parleur etc. Lorsque vous reliez le module

base, veillez a parfai faire correspondre les

du panneau frontal de votre chdssis sur cette
fils et les broches.
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Connecteurs Serial ATA3 ’ﬁ ’= Ces quatre connecteurs SATA3
(SATA3_0: é |_ -| i sont compatibles avec les cables
voir p.1, No. 8) g L _'=‘J : de données SATA pour les

3_1: appareils de stockage internes
(SATA ppareils d kag
voir p.1, No. 7) " E . avec un taux de transfert
(SATA3_2: é |_ % maximal de 6,0 Go/s.
voir p.1, No. 10) =‘ H‘
(SATA3_3:

voir p.1, No. 9)

Embase USB 2.0 Cette carte mere comprend
(USB_1_2 a9 broches) DUMMY 1O un connecteur USB2.0. Cette
(voir p.1, No. 12) GND-g 8-(3:'[) embase USB 2.0 peut prendre
+B F+
Hrsie M en charge deux ports.
usB_PWRtO USB_PWR
1
Embase USB 3.1 Genl " Cette carte meére comprend
(USB3_5_6 a 19 broches) Vbus inta_PB_ssrRx- un connecteur. Cette embase
. IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
(voir p.1, No. 6) Inth_PA_SSR+ oND USB 3.1 Genl1 peut prendre en
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+ Charge deux ports.
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
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Embase audio du panneau GND Cette embase sert au

frontal

(HD_AUDIO1 a9

broches)

(voir p.1, No. 17)

&

PRESENCE #

MIC_RET branchement des appareils
OUT_RET ) )
| audio au panneau audio frontal.

I

[o[o]
| Tour2 L
J_SENSE

:
Q
‘oum R

MIC2 R~
MIC2_L

1. Laudio haute définition prend en charge la technologie Jack Sensing (détection de la fiche), mais
le panneau grillagé du chassis doit étre compatible avec la HDA pour fonctionner correctement.
Veuillez suivre les instructions figurant dans notre manuel et dans le manuel du chassis pour
installer votre systéme.

. Si vous utilisez un panneau audio AC’97, veuillez le brancher sur lembase audio du panneau
frontal en procédant comme suit :

A. branchez Mic_IN (MIC) sur MIC2_L.

B. branchez Audio_R (RIN) sur OUT2_R et Audio_L (LIN) sur OUT2_L.

C. branchez la mise a terre (GND) sur mise a terre (GND).

D. MIC_RET et OUT_RET sont exclusivement réservés au panneau audio HD. Il est inutile de
les brancher avec le panneau audio AC’97.

N

E. Pour activer le micro frontal, sélectionnez longlet « FrontMic » du panneau de controle Realtek
et réglez le paramétre « Volume denregistrement ».

Embase du haut-parleur SPEAKER Veuillez brancher le haut-
du chassis DUMMY parleur du chéssis sur cette
(SPEAKERI a 4 broches) puMMY embase.

+5V

(voir p.1, No. 16)

Connecteur ventilateur GND Veuillez brancher les cables du
hassi 1 FAN_VOLTAGE 1 )
chéssis / ventilateur pompe CHA_FAN_SPEED ventilateur sur les connecteurs
aeau FAN_SPEED_CONTROL du ventilateur, puis reliez le fil
(CHA_FAN1/WP a4 noir a la broche de mise a terre.
broches)
123 4

(voir p.1, No. 2)

Connecteur du ventilateur . Veuillez brancher les cables du
1 ND
du chéssis 2 FAN_VOLTAGE ventilateur sur les connecteurs
R 3 CHA_FAN_SPEED . -
(CHA_FAN2 a 4 broches) FAN_SPEED. CONTROL du ventilateur, puis reliez le fil
(voir p.1, No. 13) noir a la broche de mise a terre.



Connecteur du ventilateur
du processeur
(CPU_FANT1 a 4 broches)
(voir p.1, No. 3)

FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED

GND FAN_SPEED_CONTROL

12 3 4

Cette carte mére est dotée d’'un
connecteur pour ventilateur

de processeur (Quiet Fan) 4 4
broches. Si vous envisagez de
connecter un ventilateur de
processeur a 3 broches, veuillez

le brancher sur la Broche 1-3.

Connecteur d’alimentation
ATX

(ATXPWRI a 24 broches)
(voir p.1, No. 5)

Cette carte mére est dotée d’'un
connecteur d’alimentation ATX
a 24 broches.

Connecteur d’alimentation

Veuillez connecter une source

8.5
ATX 12V EREN d'alimentation ATX 12 V a ce
(ATX12V1 a 4 broches) IO connecteur.

(voir p.1, No. 1) ¢ !

Embase d’intrusion chéssis GND Cette carte mere prend en

(CI1 a 2 broches)
(voir p.1, No. 15)

Signal

charge la fonction de détection
CHASSIS OUVERT qui alerte
l'utilisateur en cas de retrait
du boitier du chassis. Cette
fonction requiert un chassis

a conception intégrant la

B365M-ITX/ac
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1 Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto della scheda madre ASRock B365M-1TX/ac, una scheda
madre affidabile prodotta secondo i severissimi controlli di qualita ASRock. La scheda
madre offre eccellenti prestazioni con un design robusto che si adatta all'impegno di

ASRock di offrire sempre qualita e durata.

contenuto di questa documentazione sara soggetto a variazioni senza preavviso. Nel caso di

Q Dato che le specifiche della scheda madre e del software BIOS possono essere aggiornate, il

eventuali modifiche della presente documentazione, la versione aggiornata sara disponibile sul
sito Web di ASRock senza ulteriore preavviso. Per il supporto tecnico correlato a questa scheda
madre, visitare il nostro sito Web per informazioni specifiche relative al modello attualmente in
uso. E possibile trovare I'elenco di schede VGA piil recenti e di supporto di CPU anche sul sito
Web di ASRock. Sito Web di ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenuto della confezione

« Scheda madre ASRock B365M-ITX/ac (Form Factor Mini-ITX)
+ Guida all'installazione rapida di ASRock B365M-1TX/ac

+ CD di supporto di ASRock B365M-1TX/ac

2 x cavi dati Serial ATA (SATA) (opzionali)

+ 1 x mascherina metallica posteriore I/O

+ 2xantenne ASRock WiFi da 2,4/5 GHz (opzionali)

1 xviti per Socket M.2 (opzionali)
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1.2 Specifiche

Piattaforma - Fattore di forma Mini-ITX

+ Design condensatore solido

CPU - Supporta processori 8" Gen e 9" Generation Intel® Core™
(Socket 1151)
+ Supporto di CPU fino a 95W
- Digi Power design
+ Potenza a5 fasi

+ Supporta la tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0
Chipset - Intel® B365

Memoria « Tecnologia memoria DDR4 Dual Channel

- 2xalloggi DIMM DDR4

+ Supporto di memoria DDR4 2666/2400/2133 non-ECC, un-
buffered

+ Supporta moduli di memoria ECC UDIMM (funziona in
modalitd non ECC)

+ Capacita max. della memoria di sistema: 32 GB

+ Supporto di XMP (Extreme Memory Profile) Intel® 2.0

« Contatti doro 15 negli alloggi DIMM

Alloggio + 1xalloggio PCI Express 3.0 x16 (PCIE1:modalita x16)
d’espansione * Supporto di SSD NVMe come disco d’avvio
+ 1x Socket M.2 verticale (Key E) con il modulo WiFi-802.11ac

fornito (sul pannello I/O posteriore)

Grafica * La videografica integrata della scheda video UHD Intel® e le
uscite VGA possono essere supportate soltanto con processori con
GPU integrata.
- Supporta la videografica integrata della scheda video UHD
Intel®: Intel® Quick Sync Video con AVC, MVC (S3D) e MPEG-
2 Full HW Encodel, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD
Technology, Intel® Insider™, Intel* UHD Graphics
« DirectX 12
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Audio

LAN

LAN wireless

Codifica/decodifica HWA: AVC/H.264, HEVC/H.265 8-bit,
HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit (solo
decodifica), MPEG2, MJPEG, VC-1 (solo decodifica)

Tre opzioni di output grafico: DVI-I, HDMI e DisplayPort 1.2
Supporto di tre monitor

Supporta HDMI 1.4 con risoluzione massima fino a 4K x 2K
(4096 x 2160) a 30Hz

Supporta DisplayPort 1.2 con risoluzione massima fino a 4K x
2K (4096x2304) a 60 Hz

Supporta DVI-I con una risoluzione max. fino a 1920 x 1200 a
60 Hz

Supporto delle funzioni Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc),
xvYCC e HBR (High Bit Rate Audio) con porta HDMI 1.4

(& necessario un monitor compatibile HDMI)

Supporto HDCP 2.2 con le porte DVI-I, HDMI 1.4 e
DisplayPort 1.2

Supporto riproduzione 4K Ultra HD (UHD) sulle porte HDMI
1.4 e DisplayPort 1.2

Audio HD 7.1 CH (codec audio Realtek ALC887)

* Per configurare l'audio HD 7.1 canali, ¢ necessario utilizzare un

modulo pannello frontale audio HD ed attivare la funzione audio

multicanale tramite il driver audio.

Supporta protezione da sovratensione
Cappucci audio ELNA

LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Supporto WOL (Wake-On-LAN)

Supporta protezione da fulmini/scariche elettrostatiche
Supporto Energy Efficient Ethernet 802.3az

Supporto PXE

Modulo Intel® 802.11ac WiFi

Supporta IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Supporta Dual-Band (2,4/5 GHz)

Supporta la connessione wireless ad alta velocita fino a 433
Mbps

Supporto di Bluetooth 4.2 / 3.0 + High speed Classe II
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1/0 pannello
posteriore

Archiviazione

Connettore

+ 2 X porte antenna

1 x porta mouse/tastiera PS/2

« lxporta DVI-I

« 1xporta HDMI

+ 1x DisplayPort 1.2

+ 4xporte USB 3.1 Genl (supporto protezione da scariche
elettrostatiche)

+ 1xporta LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED e SPEED
LED)

+ Connettori audio HD: Ingresso linea / altoparlante frontale /

microfono

+ 4 x connettori SATA3 6,0 Gb/s, supportano RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology
17), NCQ, AHCI e Hot Plug

1 xsocket Ultra M.2, supporta il modulo M.2 SATA3 6,0 Gb/s
di tipo M Key 2280/22110 ed il modulo M.2 PCI Express fino a
Gen3 x4 (32 Gb/s)*

* Supporta la tecnologia Intel® Optane™
* Supporto di SSD NVMe come disco d'avvio
* Supporta kit ASRock U.2

+ 1 x connettore intrusione telaio

+ 1 x connettore ventola CPU (4-pin)
* 11 connettore ventola CPU supporta ventole CPU con potenza
massima di 1 A (12 W).

+ 1 x Connettore ventola telaio (4-pin)
* 11 connettore ventola telaio supporta ventole telaio con potenza
massima di 1 A (12 W).

+ 1 x connettore ventola chassis/ventola pompa dell'acqua (4 pin)

(Controllo intelligente della velocita della ventola)

* La ventola Chassis/ventola pompa dell'acqua supporta ventole
di sistemi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2A
(24W).
* CHA_FAN1WP sono in grado di rilevare se ¢ in uso una ventola
a3 pin o4 a pin.

+ 1 x connettore alimentazione ATX 24 pin

+ 1 x connettore alimentazione 12 V 8-pin

+ 1 x connettore audio pannello frontale

+ 1x connettore USB 2.0 (supporto di 2 porte USB 2.0) (supporto

protezione da scariche elettrostatiche)
+ 1 x connettore USB 3.1 Genl (supporto di 2 porte USB 3.1

Genl) (supporto protezione da scariche elettrostatiche)
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Funzionalita + AMI UEFI Legal BIOS con interfaccia di supporto multilingue
BIOS - Eventi di riattivazione conformi a ACPI 6.0

+ Supporto di SMBIOS 2.7

+ Multiregolazione tensione CPU, DRAM, PCH 1,0V, VCCST

Hardware- + Sensore di temperatura: Ventole CPU, chassis, chassis/pompa
Monitor dell'acqua
« Tachimetro ventola: Ventole CPU, chassis, chassis/pompa
dellacqua
+ Ventola silenziosa (regolazione automatica velocita in base alla
temperatura della CPU): Ventole CPU, chassis, chassis/pompa
dellacqua
+ Controllo velocita ventola: Ventole CPU, chassis, chassis/pom-
pa dellacqua
+ Rilevamento CASE OPEN
+ Monitoraggio tensione: +12'V, +5V, +3,3 V, CPU Vcore

SO Microsoft® Windows® 10 64 bit

Certificazioni - FCC,CE

+ ErP/EuP Ready (& necessaria alimentazione ErP/EuP ready)

* Per informazioni dettagliate sul prodotto, visitare il nostro sito Web: http://www.asrock.com

Prestare attenzione al potenziale rischio previsto nella pratica di overclocking, inclusa la regolazi-
one delle impostazioni nel BIOS, l'applicazione di tecnologia di Untied Overclocking o l'utilizzo
di strumenti di overclocking di terze parti. L'overclocking puo influenzare la stabilita del sistema

o perfino provocare danni ai comp ieai ivi del sistema. Occorre eseguirlo a proprio

P
rischio e spese. Non ci riterremo responsabili per possibili danni provocati da overclocking.
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1.3 Impostazione jumper

L'illustrazione mostra in che modo vengono impostati i jumper. Quando il cappuccio
del jumper ¢ posizionato sui pin, il jumper ¢ "cortocircuitato”. Se sui pin non &

posizionato alcun cappuccio del jumper, il jumper & "aperto”.

W

Short Open

Jumper per azzerare la 1.2
CMOS (o o]
(CLRMOSI1) Jumper a 2 pin

(vedere pag. 1, n. 14)

CLRMOSI permette si azzerare i dati nella CMOS. Per azzerare e reimpostare i
parametri del sistema alla configurazione predefinita, spegnere il computer e scollegare
il cavo di alimentazione dalla rete. Attendere 15 secondi, quindi usare un cappuccio
jumper per cortocircuitare i di CLRMOSI per 5 secondi. Tuttavia, non azzerare la
CMOS subito dopo aver aggiornato il BIOS. Se ¢ necessario azzerare la CMOS dopo
l'aggiornamento del BIOS, ¢ necessario riavviare prima il sistema e in seguito spegnerlo
prima di eseguire I'operazione di azzeramento della CMOS. La password, la data, I'ora
e il profilo predefinito dell'utente saranno azzerati solo se viene rimossa la batteria della

CMOS. Ricordarsi di rimuovere il cappuccio jumper prima di cancellare la CMOS.

Q Se si azzera la CMOS, puo essere rilevato il case aperto. Regolare l'opzione del BIOS "Azzerare
stato” per azzerare il registro del precedente stato di intrusione nello chassis.
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1.4 Header e connettori su scheda

Gli header e i connettori sulla scheda NON sono jumper. NON posizionare cappucci del jumper
su questi header e connettori. Il posizionamento di cappucci del jumper su header e connettori
provochera danni permanenti alla scheda madre.

Header sul pannello del OfGND Collegare l'interruttore
sistema GNDO[OT RESET# {ell'alimentazione,
(PANELL1 a 9 pin) PWRBTN# _8 g_ GND l'interruttore di reset e
PLED- +HDLED-
(vedere pag. 1, n. 11) l'indicatore dello stato del
PLED+ 40O HDLED+
1 sistema sullo chassis su questo

header secondo la seguente
assegnazione dei pin. Annotare
i pin positivi e negativi prima

di collegare i cavi.

PWRBTN (interruttore di alimentazione):
Q collegare all'interruttore dell alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. E possibile configu-

rare il modo in cui spegnere il sistema utilizzando l'interruttore dell'alimentazione.

RESET (interruttore di reset):
collegare all'interruttore di reset sul pannello anteriore dello chassis. Premere l'interruttore di reset
per riavviare il computer se il computer si blocca e non riesce ad eseguire un normale riavvio.

PLED (LED alimentazione del sistema):

collegare all'indicatore di stato dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. Il LED é
acceso quando il sistema é in funzione. Il LED continua a lampeggiare quando il sistema si trova
nello stato di sospensione S1/83. Il LED ¢ spento quando il sistema si trova nello stato di sospen-
sione $4 o quando é spento (S5).

HDLED (LED di attivita disco rigido):
collegare al LED di attivita disco rigido sul pannello anteriore dello chassis. Il LED é acceso quando
il disco rigido sta leggendo o scrivendo dati.

11 design del pannello anteriore puo cambiare a seconda dello chassis. Un modulo di pannello
anteriore é composto principalmente da interruttore di alimentazione, interruttore di reset, LED di
alimentazione, LED di attivita disco rigido, altoparlante, ecc. Quando si collega il modulo del pan-
nello anteriore dello chassis a questo header, accertarsi che le assegnazioni del filo e le assegnazioni
del pin corrispondano correttamente.
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Connettori Serial ATA3
(SATA3_0:

vedere pag. 1, n. 8)
(SATA3_1:

vedere pag. 1, n. 7)
(SATA3_2:

vedere pag. 1, n. 10)
(SATA3_3:

vedere pag. 1, n. 9)

SATA3_1

SATA3_3

I—] I—1

SATA3_0

SATA3_2

[—1 [—1

Questi quattro connettori
SATA3 supportano cavi

dati SATA per dispositivi di
archiviazione interna, con una
velocita di trasferimento dati
fino a 6,0 Gb/s.

Connettore USB 2.0 pummy O Su questa scheda madre c un
(USB_1_2a9 pin) GND+QO|OF+GND connettore USB 2.0. Questo
(vedere pag. 1, n. 12) +810|Or+A connettore USB 2.0 pud
810|014 supportare due porte.
usB_PWRTO USB_PWR
1
Header USB 3.1 Genl " Su questa scheda madre c un
(USB3_5_6a 19 pin) Vbus inta_PB_ssrx- connettore. Questa basetta USB
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+

(vedere pag. 1, n. 6)

IntA_PA_SSRX+
GND
IntA_PA_SSTX-
IntA_PA_SSTX+
GND
IntA_PA_D-
IntA_PA_D+

GND

IntA_PB_SSTX-
IntA_PB_SSTX+

GND
IntA_PB_D-
IntA_PB_D+
Dummy

3.1 Genl puo supportare due

porte.
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Header audio pannello
anteriore
(HD_AUDIOL1 a 9 pin)
(vedere pag. 1,n. 17)

GND

PRESENCE#
MIC_RET

‘ ‘OULRET

Questo header serve a collegare
i dispositivi audio al pannello

audio anteriore.

deve supportare HDA per funzionare correttamente. Seguire le istruzioni presenti nel nostro

Q 1. L'audio ad alta definizione supporta le funzioni Jack sensing, ma il filo del pannello sullo chassis

manuale e nel manuale dello chassis per installare il sistema.

N

seguendo le fasi di seguito:
A. Collegare Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
B. Collegare Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.
C. Collegare Ground (GND) a Ground (GND).
D. MIC_RET e OUT_RET servono soltanto per il pannello audio HD. Non é necessario collegarli

per il pannello audio AC’97.
E. Per attivare il microfono anteriore, andare alla scheda “FrontMic” nel pannello di controllo

Realtek e regolare il “Volume di registrazione”.

. Se si utilizza un pannello audio AC’97, installarlo sull'header audio del pannello anteriore

Header altoparlante chas-
sis

(SPEAKERI a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 16)

SPEAKER
DUMMY
DUMMY
+5V

Collegare l'altoparlante dello
chassis a questo header.

Connettore ventola telaio / GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED

ventola pompa dellacqua
(CHA_FAN1/WP a4 pin)

FAN_SPEED_CONTROL

Collegare i cavi della ventola ai
connettori della ventola e far
corrispondere il filo nero al pin

(vedere pag. 1, n. 2) di terra.
1234
Connettore della ventola oo Collegare i cavi della ventola ai
1
dello chassis 2 FAN_VOLTAGE connettori della ventola e far
(CHA_FAN2 a 4 pin) j FC:':\_’SFF:\ENE’DS_'ZECEJZTR o corrispondere il filo nero al pin

(vedere pag. 1, n. 13)

di terra.
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Connettore ventola CPU

(CPU_FANI a 4 pin) FANC\P/EJ{L&SESPEED

(vedere pag. 1, n. 3)

12 3 4

GND FAN_SPEED_CONTROL

Questa scheda madre ¢ dotata
di un connettore per la ventola
della CPU (Ventola silenziosa)
a 4 pin. Se si decide di collegare
una ventola della CPU a 3 pin,
collegarla al pin 1-3.

Connettore di
alimentazione ATX
(ATXPWRI a 24 pin)
(vedere pag. 1, n. 5)

Questa scheda madre &
dotata di un connettore di

alimentazione ATX a 24 pin.

Connettore di

alimentazione BD RN
ATX da12V HE N
4

(ATX12V1 a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 1)

Collegare un alimentatore ATX

a 12 V a questo connettore.

Header di intrusione nello GND E
chassis Signal E

(CI1 a 2 pin)
(vedere pag. 1, n. 15)

Questa scheda madre supporta
la funzionalita di rilevamento
CASE OPEN che rileva se il
coperchio dello chassis ¢ stato
rimosso. Questa funzione
richiede uno chassis con
caratteristiche di rilevamento

di intrusione nello chassis.
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1 Introduccion

Gracias por comprar la placa base ASRock B365M-1TX/ac, una placa base fiable fabricada
segun el rigurosisimo control de calidad de ASRock. Ofrece un rendimiento excelente con

un diseno resistente de acuerdo con el compromiso de calidad y resistencia de ASRock.

contenido que aparece en esta documentacion estard sujeto a modificaciones sin previo aviso.

Q Ya que las especificaciones de la placa base y el software de la BIOS podrdn ser actualizados, el

Si esta documentacion sufre alguna modificacion, la version actualizada estard disponible

en el sitio web de ASRock sin previo aviso. Si necesita asistencia técnica relacionada con esta
placa base, visite nuestro sitio web para obtener informacién especifica sobre el modelo que esté
utilizando. Podrd encontrar las tiltimas tarjetas VGA, asi como la lista de compatibilidad de la
CPU, en el sitio web de ASRock. Sitio web de ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenido del paquete

« Placa base ASRock B365M-ITX/ac (factor de forma Mini-ITX)
+ Guia de instalacion rapida de ASRock B365M-I1TX/ac

+ CD de soporte de ASRock B365M-1TX/ac

+ 2x Cables de datos Serie ATA (SATA) (Opcional)

+ 1xescudo panel E/S

+ 2x Antenas ASRock WiFi 2,4/5 GHz (Opcional)

+ 1x tornillo para socket M.2 (opcional)
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1.2 Especificaciones

Plataforma

CPU

Conjunto de
chips

Memoria

Ranura de
expansion

Graficos

« Factor de forma Mini-ITX

« Disefio de condensador solido

+ Compatible con 8"y 9" generacion de procesadores Intel®
Core™ (Socket 1151)

+ Admite CPU de hasta 95 W.

- Digi Power design

- Disefio de 5 fases de alimentacion

+ Admite la tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0

« Intel® B365

» Tecnologia de memoria DDR4 de doble canal

« 2 xranuras DIMM DDR4

« Admite memoria DDR4 2666/2400/2133 no ECC, sin bufer

«  Admite modulos de memoria UDIMM ECC (funcionamiento
en modo no ECC)

+ Capacidad maxima de memoria del sistema: 32GB

« Admite Perfil de memoria extremo de Intel® (XMP) 2.0

+ Contacto 15u Gold en ranuras DIMM

1 xranura PCI Express 3.0 x16 (PCIE1:modo x16)
* Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de
arranque

« 1x Zdcalo M.2 vertical (clave E) con el médulo WiFi-802.11ac

integrado (en la E/S trasera)

* Intel” UHD Graphics Built-in Visuals y las salidas de VGA son
compatibles inicamente con procesadores con GPU integrado.

+ Admite Intel® UHD Graphics Built-in Visuals: Intel® Quick
Sync Video con AVC, MVC (S3D) y MPEG-2 Full HW
Encodel, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology,
Intel® Insider™, Intel* UHD Graphics

+ DirectX 12
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Audio

LAN

LAN inalam-
brica

Codificacion y descodificacion HWA: AVC/H.264, HEVC/
H.265 8 bits, HEVC/H.265 10 bits, VP8, VP9 8 bits, VP9 10 bits
(solo descodificar), MPEG2, MJPEG, VC-1 (solo descodificar)
Tres opciones de salida de graficos: DVI-I, HDMI y DisplayPort
1.2

Compatible con tres monitores

Admite la tecnologia HDMI 1.4 con una resolucion méxima de
4K x 2K (4096x2160) a 30Hz

Compatible con DisplayPort 1.2 con una resoluciéon maxima de
4K x 2K (4096x2304) a 60 Hz

Admite DVI-I con una resolucion maxima de 1920x1200 a 60
Hz

Admite Sincronizacion automatica entre audio y video, color
profundo (12 bpc), xvYCC y HBR (audio de alta tasa de bits)
con puerto HDMI 1.4 (se necesita un monitor compatible con
HDMI)

Compatible con HDCP 2.2 con puertos DVI-I, HDMI 1.4 y
DisplayPort 1.2

Admite reproduccion 4K Ultra HD (UHD) con los puertos
HDMI 1.4 y DisplayPort 1.2

7.1 Audio CH HD (Cédec de audio Realtek ALC887)

*Para configurar 7.1 Audio CH HD, debera utilizar un médulo

del panel frontal de audio HD y habilitar la caracteristica de audio

multicanal a través del controlador de audio.

Admite proteccion contra sobretensiones
Tapas de audio ELNA

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Admite la funcién Reactivacion de LAN

Admite proteccion contra rayos y descargas electrostéticas
(ESD)

Admite Ethernet 802.3az de eficiencia energética

Admite PXE

Modulo WiFi Intel® 802.11ac

Compatible con IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Compatible con Banda Dual (2,4/5 GHz)

Compatible con conexion inalambrica de alta velocidad hasta
433 Mbps

Compatible con Bluetooth 4.2 / 3.0 + Alta velocidad clase II
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E/S en panel « 2 x Puertos de antena

posterior + 1 x puerto de ratén/teclado PS/2

+ 1xpuerto DVI-I
+ 1x puerto HDMI
+ 1x DisplayPort 1.2
+ 4 x Puertos USB 3.1 Genl (admite proteccién contra descargas
electrostaticas)
+ 1 xPuerto LAN RJ-45 con LED (LED DE ACTIVIDAD/
ENLACE y LED DE VELOCIDAD)
« Conector de audio HD: Entrada de linea / Altavoz frontal /
Micré6fono
+ 4 x Conectores SATA3 de 6,0 Gb/s, compatibilidad con RAID
(RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Tech-
nology 17), NCQ, AHCI y conexién en caliente
+ 1x Zbcalo Ultra M.2 que admite el médulo SATA3 6,0 Gb/s M.2
de tipo 2280/22110 con clave M y el médulo PCI Express M.2
hasta Gen3 x4 (32 Gb/s)*
* Compatible con la tecnologfa Optane™ de Intel®
* Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de ar-

Almacenami-
ento

ranque
* Admite el Kit U.2 de ASRock

Conector + 1x Base de conexiones para manipulacion del chasis

+ 1 x Conector para ventilador de la CPU (4 contactos)
* El conector para ventilador de la CPU admite ventilador de la
CPU con una potencia de ventilador de 1 A (12 W) méxima.

+ 1 x Conector para ventilador del chasis (4 contactos)
* El conector para ventilador del chasis admite el ventilador del
chasis con una potencia de ventilador maxima de 1 A (12 W).

+ 1 x Conector (4 contactos) para el ventilador de la bomba de

agua/chasis (control de velocidad de ventilador inteligente)

* El ventilador de la bomba de agua/Chasis admite ventilador del
disipador por agua con una potencia de ventilador maxima de 2A
(24 W).
* CHA_FAN1/WP se pueden detectar automaticamente si se usa el
ventilador de 3 o 4 contactos.

+ 1x conector de alimentaciéon ATX de 24 contactos

+ 1 x conector de alimentacién de 12V de 8 contactos

+ 1 x Conector de audio en el panel frontal

+ 1x Base de conexiones USB 2.0 (admite 2 puertos USB 2.0).

Admite proteccién contra descargas electrostaticas.
+ 1xbase de conexiones USB 3.1 Genl (admite 2 puertos USB 3.1

Genl) (Admite proteccién contra descargas electrostaticas)
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Funciondela
BIOS

Monitor del-
hardware

SO

Certifica-
ciones

BIOS legal UEFI AMI compatible con interfaz grafica de usu-
ario multilingtie

Eventos de reactivacion compatibles con ACPI 6.0

Admite SMBIOS 2.7

Multiajuste de voltaje de CPU, DRAM, PCH 1,0V, VCCST

Deteccion de temperatura: Ventiladores de la bomba de agua/
chasis, chasis, CPU

Tacometro del ventilador: Ventiladores de la bomba de agua/
chasis, chasis, CPU

Ventilador silencioso (ajuste automatico de la velocidad del
ventilador del chasis por temperatura de la CPU): Ventiladores
de la bomba de agua/chasis, chasis, CPU

Control de varias velocidades del ventilador: Ventiladores de la
bomba de agua/chasis, chasis, CPU

Deteccion de CARCASA ABIERTA

Supervision del voltaje: +12 V, +5V, +3,3 V, Vcore de CPU

Microsoft® Windows® 10 64 bits

- FCCyCE

+ Preparado para ErP/EuP (se necesita una fuente de aliment-

acion preparada para ErP/EuP)

* Para obtener informacion detallada del producto, visite nuestro sitio Web: http://www.asrock.com

Tenga en cuenta que hay un cierto riesgo implicito en las operaciones de overclocking, incluido

A el ajuste de la BIOS, aplicando la tecnologia de overclocking liberada o utilizando las her-
ramientas de overclocking de otros fabricantes. El overclocking puede afectar a la estabilidad
del sistema e, incluso, dafiar los componentes y dispositivos del sistema. Esta operacion se debe
realizar bajo su propia responsabilidad y usted debe asumir los costos. No asumimos ninguna
responsabilidad por los posibles dafios causados por el overclocking.
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1.3 Instalacion de los puentes

La instalacion muestra como deben instalarse los puentes. Cuando la tapa de puente
se coloca en los contactos, el puente queda “Corto”. Si no coloca la tapa de puente en

los contactos, el puente queda “Abierto”

Short Open

Puente de borrado de 1.2

CMOS (o o]
(CLRMOS1) Puente de 2 contactos

(consulte la pag. 1, n° 14)

CLRMOSI le permite borrar los datos del CMOS. Para borrar y restablecer los
parametros del sistema a los valores predeterminados de instalacion, apague el ordenador
y desenchufe el cable de alimentacion de la toma de alimentacién. Después de esperar 15
segundos, utilice una tapa de puente para acortar los contactos en el CLRMOS1 durante
5 segundos. Sin embargo, no borre el CMOS justo después de que haya actualizado la
BIOS. Si necesita borrar el CMOS cuando acabe de actualizar la BIOS, debera arrancar

el sistema primero y, a continuacion, debera apagarlo antes de que realice el borrado

del CMOS. Tenga en cuenta que la contrasena, la fecha, la hora y el perfil de usuario
predeterminado serdn eliminados unicamente si se retira la pila del CMOS. Acuérdese

de retirar la tapa de puente después de borrar el CMOS.

G‘Q Si borra el CMOS, podrd detectarse la cubierta abierta. Ajuste la opcion del BIOS “Clear

Status” (Borrar estado) para borrar el registro del estado de intrusion anterior del chasis.
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1.4 Conectores y cabezales incorporados

Los cabezales y conectores incorporados NO son puentes. NO coloque tapas de puente sobre estos

cabezales y conectores. Si coloca tapas de puente sobre los cabezales y conectores danard de forma

permanente la placa base.

Cabezal del panel del
sistema

(PANELLI de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 11)

GND+
PWRBTN#
PLED- A
PLED+ +

QIOIOIO

OloJoJo

PWRBTN (Interruptor de alimentacion):
Conéctelo al interruptor de alimentacién del panel frontal del chasis. Deberd configurar la forma
en la que su sistema se apagard mediante el interruptor de alimentacién.

RESET (Interruptor de reseteo):
Conéctelo al interruptor de reseteo del panel frontal del chasis. Pulse el interruptor de reseteo para

1

GND
RESET#
GND
HDLED-
HDLED+

Conecte el interruptor de
alimentacion, restablezca el
interruptor y el indicador del
estado del sistema del chasis a los
valores de este cabezal, segtin los
valores asignados a los contactos
como se indica a continuacion.
Cerciérese de cudles son los
contactos positivos y los negativos
antes de conectar los cables.

resetear el ordenador si éste estd bloqueado y no se puede reiniciar de forma normal.

PLED (Indicador LED de la alimentacién del sistema):
Conéctelo al indicador de estado de la alimentacion del panel frontal del chasis. El indicador LED

permanece encendido cuando el sistema estd funcionando. El indicador LED parpadea cuando el

sistema se encuentra en estado de suspension S1/S3. El indicador LED se apaga cuando el sistema

se encuentra en estado de suspension S4 o estd apagado (S5).

HDLED (Indicador LED de actividad en el disco duro):
Conéctelo al indicador LED de actividad en el disco duro del panel frontal del chasis. El indicador

LED permanece encendido cuando el disco duro estd leyendo o escribiendo datos.

El disefio del panel frontal puede ser diferente dependiendo del chasis. Un médulo de panel frontal

consta principalmente de: interruptor de alimentacién, interruptor de reseteo, indicador LED de

alimentacion, indicador LED de actividad en el disco duro, altavoz, etc. Cuando conecte su médulo

del panel frontal del chasis a este cabezal, asegiirese de que las asignaciones de los cables y los

contactos coinciden correctamente.
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Conectores Serie ATA3 ’ﬁ ’= Estos cuatro conectores SATA3
(SATA3_0: é -| i son compatibles con cables de
consulte la pag.1, n° 8) g _L_ _'=‘J 3 datos SATA para dispositivos
(SATA3_1: de almacenamiento interno con
consulte la pag.1, n° 7) " " . una velocidad de transferencia
(SATA3_2: é |_ -| % de datos de hasta 6,0 Gb/s.
consulte la pag.1, n° 10) =‘ H‘ )

(SATA3_3:

consulte la pag.1,n° 9)

Cabezal USB 2.0 ounmy JO Esta placa base de conexiones
(USB1_2 de 9 contactos) eND1O|Otend USB2.0 en esta placa base.
(consulte la pag. 1, n° 12) +810|Of+A Cada base de conexiones USB
-810[Or-A 2.0 admite dos puertos.
usB_PWRTO USB_PWR
1
Cabezal USB 3.1 Genl " Esta placa base tiene otra base
(USB3_5_6de 19 Vbus inta_pe_ssrx- de conexiones. Esta base de
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+ .
contactos) IntA_PA_SSRX+ GND conexiones USB 3.1 Genl
‘ ° GND IntA_PB_SSTX-~ .
(consulte la pag. 1, n° 6) ntA_PA_SSTX. Inth_PB_SSTXH admite dos puertos.
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
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Cabezal de audio del panel GND Este cabezal se utiliza para

PRESENCE #
frontal MIC_RET conectar dispositivos de audio
OUT_RET
(HD_AUDIO1 de 9 ‘ |~ al panel de audio frontal.
contactos) ololol [o]
; | DEE EE
(consulte la pag. 1, n° 17) ‘ louTa L
J_SENSE
our2 R
MIC2_R
Mic2 L

I,

&

El Audio de Alta Definicion (HDA, en inglés) es compatible con el método de sensor de conec-
tores, sin embargo, el cable del panel del chasis deberd ser compatible con HDA para que pueda
funcionar correctamente. Siga las instrucciones que se indican en nuestro manual y en el manual
del chasis para instalar su sistema.

2. Si utiliza un panel de audio AC’97, coléquelo en el cabezal de audio del panel frontal siguiendo
los pasos que se describen a continuacion:
A. Conecte Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
B. Conecte Audio_R (RIN) a OUT2_R y Audio_L (LIN) a OUT2_L.
C. Conecte Ground (Conexién a tierra) (GND) a Ground (GND).
D. MIC_RET y OUT_RET se utilizan tinicamente con el panel de audio HD. No es necesario que
los conecte en el panel de audio AC’97.
E. Para activar el micréfono frontal, vaya a la ficha “micréfono frontal” (Front Mic) en el panel
de control de Realtek y ajuste el “Volumen de grabacién” (Recording Volume).
Cabezal de altavoces del SPEAKER Conecte el altavoz del chasis a
chasis DUMMY este cabezal.
(SPEAKERI1 de 4 contac- puMMY
+5V
tos) :
(consulte la pag. 1, n° 16)
Ventilador de chasis / GND Conecte los cables del
1 il FAN_VOLTAGE i 1 |
Conectar para el ventilador CHA_FAN_SPEED ventilador a los conectores de
de la bomba de agua FAN_SPEED_CONTROL ventilador y haga coincidir el
(CHA_FAN1/WP de 4 cable negro con el contacto de
contactos) —— conexion a tierra.
(consulte la pag. 1, n°2)
Conector del ventilador . Conecte los cables del
1
del chasis 2 FAN_VOLTAGE ventilador a los conectores del
3 CHA_FAN_SPEED . R
(CHA_FAN2 de 4 contac- Fan speeD controL ventilador y haga coincidir el
tos) cable negro con el contacto de
(consulte la pag. 1, n° 13) conexidn a tierra.
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Conector del ventilador de

FAN_VOLTAGE
la CPU CPU_FAN_SPEED
(CPU_FANI1 de 4 GND FAN_SPEED_CONTROL

contactos)
, 123 4
(consulte la pag. 1, n° 3)

Esta placa base contiene

un conector de ventilador
(ventilador silencioso) de

CPU de 4 contactos. Si

tiene pensando conectar

un ventilador de CPU de 3
contactos, conéctelo al contacto
1-3.

Conector de alimentacion
ATX

(ATXPWRI de 24
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 5)

Esta placa base contiene un
conector de alimentacion ATX

de 24 contactos.

Conector de alimentaciéon

ATX de 12V EREN

(ATX12V1 de 4 contactos) IO
4

(consulte la pag. 1,n° 1)

Conecte una fuente de
alimentacion ATX 12V en este

conector.

Cabezal de intrusion de GND
chasis Signal
(CI1 de 2 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 15)

Be

Esta placa base es compatible
con la funcién de deteccion
de CUBIERTA ABIERTA
que detecta si se ha retirado
la cubierta del chasis. Esta
funcion requiere un chasis
disenado para la deteccion de

intrusion del chasis.
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1 BBepeHne

Brarogapym Bac 3a ipuobpeTeHye HajleXHoiT cucTeMHoit maatel ASRock B365M-I1TX/ac,
BBIITYCKAEMOII [IOJ] TIOCTOSTHHBIM >KECTKIM KOHTPOJIeM KadecTsa komnanun ASRock. Ora
MaTepUHCKas I/1aTa 06ecreuBaeT BeMMKOJEIHYIO IPOM3BOSUTETbHOCTD 1 OTINYALTCA
HaJIe)KHOI KOHCTPYKIMeil B COOTBETCTBIUM ¢ TpeboBarmsamu komnanun ASRock B

OTHOUIIEHUMN Ka4yeCTBa U OJITOBEYHOCTI.

Ilo npuuune 06H067EHUS XAPAKMEPUCIIUK CUCINEMHOTL NAAMbL U NPOZPAMMHO20
o6ecneuenust BIOS codepicumoe Hacmosugeil 00KyMeHmauuu moxem Obimb udmeHeHo 6e3
npedsapumenvHozo ysedomaerus. IIpu usmenenu co0epiumozo HacmosuLe2o 00KyMeHmMa
€20 06HO68IEHHAS Bepcust Gydem docmynHa Ha ee6-catime ASRock 6e3 npedsapumensiozo
yeedomnerus. IIpu Heo6x00UMOCHU MeXHUUECKOL NOO0EPHKU, CBAIAHHOU C MAMEPUHCKOLL
naamotl, nocemume 8e6-caiim u Haildume Ha HeM UHPOPMALUIO 0 MOOETIU UCNOb3YeMOil
samu mamepurckoii naamol. Ha se6-caiime ASRock makaice moscHO Hailmu camolil nocneoHui
nepeuenv noddepuusaemvix VGA-kapm u I[I1. Be6-catim ASRock http://www.asrock.com.

1.1 KoMmnnekT noctaBku

+ Cucremnas mara ASRock B365M-I1TX/ac (popm-daxrop Mini-ITX)

+ Kparkoe pykosopcTso no ycranoske rmuatet ASRock B365M-1TX/ac

« Kommnaxr-guck ¢ ITO gna maarer ASRock B365M-1TX/ac

+ 2 kabens nepenaun fanubix Serial ATA (SATA) (mpnobperarorcs OT/EIbHO)
+ 1 aKpaH IaHe/u ¢ MOpPTaMy BBOJA-BBIBOJA

+ 2 ASRock WiFi-antennsr 2,4/5 I'Tii (mpro6peTaioTcs OT/embHO)

+ 1 BuHT A1 cnota M.2 (mprobpeTaroTcs OT/AeIbHO)
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1.2 TexHnYecKkne xapakTepucTuku

Mnatdopma + ®opm-dakrop Mini-ITX

« (Cxema Ha OCHOBe TBEPAOTENbHBIX KOHAEHCATOPOB

un « Tloppepxxa mporeccopos 8" u 9 mokonmenus Intel® Core™
(Socket 1151)
« Tlopnepxusarorcs LIIT MomHOCTBIO KO 95 BT.
+ Digi Power design
« Cucrema nuranus 5

« TMoppepxusaercs Texuonorus Intel® Turbo Boost 2.0

Yuncer « Intel®° B365

Mamartb - [JIByxkanHanpHas mamaTb DDR4

« 2ruesga DDR4 DIMM

« Tloppepxusarorcs Moayu He6ydepr3oBaHHOI TaMATH
DDR4 2666/2400/2133 6e3 ECC.

« Tloppepxka mopymneit mamsat ECC UDIMM (pa6ora B
pexume, ommasoM ot ECC)

+ Makcnmanbbiii o6sem O3Y: 32 I'b

« Tloppepxusaercs Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

« Ilosonouennsie (15 MKM) KOHTaKThI ¢71oT0B DIMM

Cnotbl + 1 cnor PCI Express 3.0 x16 (PCIE1:pexxum x16)
pacwmpeHns * TTopiep>KMBAIOTCA B KadeCTBe 3arpy3ouHbIX SSD-ucku Tuna
NVMe.

+ 1 Bepruxanpusii cnor M.2 (ko4 E) ¢ BXOAAIMM B KOMITIEKT
nocraBku Mogynem WiFi-802.11ac (Ha 3ajjHelt maHenu BBOJa-

BBIBOJIA)

Fpaduueckaa  * Berpoennsiit Bupeoamantep Intel® UHD Graphics 1 Bexozst
noacnucrema VGA nopfepXuBaroTcs TONbKO pu ucnonb3osanuu LI1 co
BCTPOEHHBIMY IPaduuecKIMI IPOLIECCOPAMIL.
« Tlonmep>xuBaeMble BCTPOEHHbBIE TEXHOMOI U BU3Ya/IN3aALINI
Intel® UHD Graphics: Intel® Quick Sync Video ¢ monzocTbI0
anmaparHeIM KopgyposanueM] B popmarax AVC, MVC (S3D)
u MPEG-2, Intel® InTru™ 3D, Texuonorus Intel® Clear Video
HD, Intel® Insider™, Intel* UHD Graphics
+ DirectX 12
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3ByK

LAN

becnpoBoaHas
NBC

[TporpaMMHO-anapaTHOe KOMPOBaHye-1eKOPOBaHIe:
AVC/H.264, HEVC/H.265 8 6ut, HEVC/H.265 10 61T, VP8,
VP9 8 6ut, VP9 10 6ur (Tonbko fexkopuposanue), MPEG2,
MJPEG, VC-1 (TOIBKO 1eKOAMpPOBaHE)

Tpu Bupeossixopa: DVI-I, HDMI u DisplayPort 1.2
ITopepskka paboThI C TpeMs MOHUTOPAMI

Ioppep>xxa HDMI 1.4 ¢ MakcMMa/IbHBIM paspelieHneM 0
4K x 2K (4096x2160) mipu 30 '

IMoppeprxnBaercst DisplayPort 1.2 ¢ MakcuMa/IbHBIM
pasperennem o 4K x 2K (4096x2304) mpu 60 Ity
Ioppep>xxa DVI-I ¢ MakcuManbHbIM paspelieHeM 10
1920x1200 rpm 60 Iy

IMoppeprxuBatorcs Auto Lip Sync, Deep Color (12 6ur/user),
xvYCC n HBR (High Bit Rate Audio) yepes mopr HDMI 1.4
(rpebyercst coorBercrBytomit HDMI-MoHuTOp)
Ioppeprxxa ¢pyukiyn HDCP 2.2 yepes nmoprst DVI-I, HDMI
1.4 u DisplayPort 1.2

IMoppeprxka BeiBOAa Bupieo ¢ paspemrennem 4K Ultra HD
(UHD) na noptst HDMI 1.4 u DisplayPort 1.2

7.1-KaHa/IbHBII 3BYK BBICOKOIT YeTKoCTH (ayamokopek Realtek
ALC887)

*Jlns HacTpoliky 7.1-KaHambHOTO 3BYK BBICOKOIT 4eTkocTy HD

Audio ncronb3yiite mepegHIo ayanonanens HD n akTusupyiite

yHKIMI0O MHOTOKaHA/IbHOTO 3ByKa B ay/MOfipaiiBepe.

3amyTa OT NepenasioB HAMpsDKEHVA B 9/IeKTPUYECKOI CeTI

Konpnencarops! s ayguocucteM ELNA

Gigabit Ethernet 10/100/1000 M6ur/c

Giga PHY Intel® 1219V

IToppeprxuBaercs mpobysxaene 1o JIBC

MornHnesamyra 1 3aIyUTa OT 3MeKTPOCTATIYECKIX Pa3psAI0B
Ioppepxxusaercs Energy Efficient Ethernet 802.3az
Ioppepxusaerca PXE

Mopyns WiFi Intel® 802.11ac

IMopnepsxka IEEE 802.11a/b/g/n/ac

IToppmepyxka ABYX AyanasoHos (2,4/5 I'Tix)
IToppeprkKa BBICOKOCKOPOCTHOTO 6eCIIpOBOFHOTO
TOAK/IIoueHs 10 433 M6but/c

ITopnepskka Bluetooth 4.2 / 3.0 + High speed class II
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MNoptbl BBOAA- * 2 aHTEHHBIX II0PTa
BbIBOAA Ha 1 mopr PS/2 s mplium/KnaBuatypbl
3agHel naHenu + 1mopr DVI-I

« 1 nopr HDMI

+ 1 nopt DisplayPort 1.2

+ 4 mnopros USB 3.1 Genl (c 3amuToit OT 3/MeKTPOCTATUIECKIX
paspsIoB)

+ 1 nopt JIBC RJ-45 ¢ uuankaropamu («<AKTMBHOCTb/
Coennnenne» n «CKOPOCTb»)

«+ Pasbembr HD Audio: nuneitusiiit Bxox / pporTanshsie AC /
MUKPODOH

3anomuHawwme + 4 pazpeMoB SATA3 ¢ IpoIycKHOII crIoco6HOCTDIO 6,0 6/
yCTpOI'I'ICTBa ¢, noggep>kka RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID
10, rexxonoruu Intel Rapid Storage 17), NCQ, AHCI
«TOPAYEro» MOAK/ITIOYCHNA
1 cnor Ultra M.2, mopepxusaercsa Mogyab M.2 SATA3 ¢
x1o49oM M Ttuia 2280/22110 ¢ IpOIyCKHOI CIIOCOOHOCTHIO
6,0 ['6/c n momynb M.2 PCI Express o Bepcun Gen3 x4
(32T6/c)*
* Tlomiepxka Texuonormy Intel® Optane™
* Ilopmep>KnBaOTCA B KaUueCTBE 3arpy304HbIX SSD-/yickn Tma
NVMe.
* [TonmepxuBaercst KomiekT ASRock U.2

Pasbembl 1 KonoAKa /IS IaT4MKa BCKPBITUA KOPIyca
1 paspeM A BeHTHIATOpA oxmaxkeHus 111, 4-KOHTaKTHBII
* PaszpeM IpoIjecCOPHOTO BEHTUIATOPA TTOAAEP>KNBAET
BEHTIIATOP C MOTpeb/sieMbIM TOKOM He 6ormee 1 A (12 Br).

+ 1 pasbeMm 1 KOPITYCHOTO BEHTUIATOPA (4-KOHTAKTHBIN)

* Paz’beM KOPITyCHOTO BEHTU/IATOPA MOICPKUBAET BEHTUIATOP
¢ orpe6/sieMbiM TOKOM He 6oree 1 A (12 Br).

+ 1 pasbeM I KOPITYCHOTO BEHTIIATOPA VIV BOJAHON
TOMITBI (4-KOHTAKTHBIN) (CMapT-peryniaTop CKOpOCTH
BEHTIWIATOPA)

* PasbeM 1151 IPOLIECCOPHOTO KOPITYCHOTO BEHTU/IATOPA WK
BOJISIHO ITOMITBI IIOJIiepXKIBAET BEHTUISTOP € HOTPe/1sieMbIM
ToKOM He 6onee 2 A (24 Br).

* Ina paspemos CHA_FAN1/WP aBromaTnyeckn onperensaercsa
THII TIOAK/TIOYEHHOTO BEHTU/IATOPA: 3- MU 4-KOHTaKTHBIIL.

« 1 paspem nutanua ATX, 24-KOHTaKTHBII

« 1 pasbem nutanud 12 B, 8-KOHTaKTHbINI

1 aymmopasbeM 1A IepefiHeli aHemn

+ 1 xononxa USB 2.0 (2 mopta USB 2.0 ¢ 3amuroit ot
9/IEKTPOCTATIIECKIX PAa3PsIOB)

+ 1 komoaxa USB 3.1 Genl (2 mopra USB 3.1 Genl) (¢
3AIINTON OT 9MEeKTPOCTATUIECKUX PA3PSIOB)
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MapameTpbi
BIOS

KoHTponb
o6opyaoBaHusA

OnepauuvioHHble

cncTemMbl

CepTudukauus

AMI UEFI Legal BIOS ¢ nopjep»kkoit MHOTOS3BI9HOTO
rpagudeckoro nHTEpderica

IMoppeprxka GpyHKUmMIT 1pobyxaenust o craupapry ACPI 6.0
Ioppep>xxa SMBIOS 2.7

Perynuposka Hanpspxenmit LITT, DRAM, PCH 1,0 B, VCCST

Kontpomnb Temnepatypsr: BenTunarop LI1; xkopmycHoit,
KOPITYCHOJI BEHTU/IATOP MM TTIOMIIA BOJAAHOTO OX/IaXKeHISA
KopIryca

Taxomerp: BertunaTop LII1; kopmycHoIt, KOPIycHOI
BEHTUIATOD WM OMIIA BOIAHOTO OX/IAXK/I€HMA KOpITyca
Becurymuas paboTa (¢ aBTOMaTIYeCKOIT PEryanpoBKOit
CKOPOCTY BPAI[eHisA B 3aBUCHMOCTY OT TemmepaTypsr 1IT):
BeHTUNATOP LTI; KOPIyCHOI, KOPIIYCHO BEHTUIATOP UK
NIOMIIa BOJIAHOTO OX/IAXK/I€HMA KOpIryca

Perynuposka ckopoctu Bpamenus: sentunsarop LI
KOPITYCHOII, KOPITYCHOJ BEHTUIATOP UM TIOMIIA BOJIAHOTO
OXJIAXKIEHNS KOPITyca

JlaTuuK BCKPBITUA KOpITyca

Kontponp Hanpsoxennit: +12 B, +5 B, +3,3 B, Vcore 1111

Microsoft® Windows® 10 (64-paspsigHas)

FCC, CE

« Cosmectumocts ¢ ErP/EuP (Heo6xomum 610K TUTaHKS,

coorsercTByloumii crauiapry ErP/EuP)

* C dononnumenvHotl unpopmaueil 00 u3enuu MOKHO 03HAKOMUMbCA HA 8e0-catime: http://www.asrock.com

Credyem yuumvléamy, 4mo paszox npoyeccopa, 6KknoH4as usmerenue Hacmpoex BIOS,
npumenenue mexronoeuu Untied Overclocking u ucnonvioeanue uHcmpymenmos paseona
He3ABUCUMBLX NPOU3B0UMeTIetl, CONpsieH ¢ onpedeneHHbiM puckom. Paszon npoueccopa

MOJNEM CHUSUMb CIABUIHOCID CUCTeMbL UL 0dJKe NPUBECTIU K NOBPENOeHUI0 ee
KOMNOHeNMo6 u ycmpoticme. Paszon npoveccopa ocyu,ecmensemcs nonv3oeamenem
Ha cobcmeennblil puck u 3a cobcmeennviii cuem. Mol He Hecem 0mMeemcmeenHoCHb 34
603MONCHbIIL Yil4epO, 6bI36AHHDLLL PASZ0HOM NPOLECCOPA.
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1.3 YcTaHOBKa nepemblyek

‘YcraHoBKa TIepeMbIYEK II0OKa3aHa Ha PUCYHKE. HPI/I YCTaHOBKE II€PEMBIYKI-KOIITaYKa
Ha KOHTAKTBI II€pEMbIYKA «3aMKHYyTa». Ecmm TI€pEMbIYKa-KOJIIIAY0K Ha KOHTAKThI HE

YCTaHOBJIEHA, IePEMbIYKa «PA3OMKHYTa».

Short Open

ITepembryxa copoca 1_2

Hactpoek CMOS m

(CLRMOS1) 2-KOHTAKTHasA TepeMbIYKa

(cm. ctp. 14, Ne 1)

CLRMOSI ncrnonbayercs ans yganerns ganasix CMOS. Yto6s1 cOpocutsd n 06HYIMTH
TapaMeTpbl CUCTEMbI Ha HACTPONKM MO YMOTYAHNUIO, BBIK/TIOUNTE KOMITBIOTED I
U3BJIEKUTE OTK/IIOUNTE Kabe/Ib MMTaHNUA OT CTOUHMKA IUTaHNUA. BopkauTe 15 cekyHy

U HAKVJTHOY TIepeMbIYKOJ 3aMKHITe KOHTAKThI pazbeMa CLRMOSI Ha 5 cexynp. He
cbpacniBarite HacTpoiiku CMOS cpasy nocie obrosnerns BIOS. ITpu HeobxopumocTn
copocnts HacTpoiiku CMOS cpasy nmocie obronerns BIOS cHadana nepesarpysure
cucTeMy, a 3aTeM BBIK/IIOUMTE KOMIIbIOTep neper; copocom Hactpoek CMOS. Vutnre,
YTO IAPOIb, IaTa, BPeMs 1 IPOQIIb II0TH30BATE/A TI0 YMOTYAHUIO COPACHIBAIOTCA
TOJIBKO B TOM CTy4ae, ecim ussedb b6arapero CMOS. ITocne copoca Hactpoek CMOS He

3a0y/ibTe CHATD HAKMIHYIO IIePEMBIUKY.

Cépoc Hacmpoex CMOS mosem npusecmu k onpedesenuro 6ckpoimuio Kopnyca. Ymo6ut
06HYAUMb 3aNUCH NPedbLyUtez0 Onpedesiens 6CKPbIMUS KOPRYCA, UCHOMb3YTime napamemp
Clear Status (O6nyaums cocmosnue) BIOS.
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4 Konogku u Pa3beMbl, PaCNONOXKEHHbIE Ha CNCTEMHON
nnare

Pacnonoxcennvie Ha cucmemnoti nname konodku u pasvemvl HE sensomcs nepemviuxamu. HE
ycmanasnusatime Ha IMu KOOOKU U PA3bEMbL NePeMbIUKU-KONNAUKU. YCmMaHosKa nepembliex-
KONNA4K06 HA 3 KONOOKU U PA3beMbl MOKEN Bbl36anb HeyCMPaHUMoe nospesioeHUe
CUCTEMHOTI NAAMbL.

Komogka cucreMHoit r GND [Moax/Tr04nTe PacIonoKeHHbIe

O
HaHes GND O[O RESET# ya kopmyce BhiKkTIOuaTerh
(9-xoHTakTHas, PANEL1) PWRBTN# 1O|Ot GND NIMTaHWsA, KHOTIKY
cM. cTp. 1,N\e -] B © Iepes3arpysku ¥ MHAVKATO
p. 1L,Ne 11 PLED-1O|Of HDLED pesarpy p
PLED+ 1O HDLED+

COCTOSTHUS CUCTEMBI K 9TOM

1
KO/IO[KE B COOTBETCTBUM C

pacrmpeyiesieH1ieM KOHTaKTOB,
npuBefeHHbIM HinKe. Ileper
TOIK/TI0YeHeM Kaberteit
OTIpefienTe MOMOKUTETbHBIN

n OTpI/IHaTEJ'II)HHﬁ KOHTAKTBI.

PWRBTN (xnonka numanus):
ook noueHe KHONKU NUMAHUSL, PACNOTIONEHHOLL HA nepedHeil nanenu Kopnyca. Moo Hacmpoums
nop}l@mc BUIKNTIOUYEHUA CUCIEMbL C UCNONTb308AHUEM KHONKU NUMAHUA.

RESET (xnonka nepesazpysxu):

TTookniouenue kHoNKU nepesazpysKu CUcrmembl, PAcHoNoNeHHOU HA nepedHell naHenu Kopryca.
Haxmume KHONKY nepe3azpysiu, 4mo0vl nepe3anycmump KOMnvlomep, e OH 3asuc u
HOPMATIbHDLLL 3a1YCK HEBO3MOMNCEH.

PLED (c6emo0uo0Hvtii UHOUKAMOP NUMaHUsL CUCHeMbL):

Ilooxnouenue UHOUKAIMOPA COCMOAHUS, PACHOIONEHHO20 HA nepedHell naHenu Kopnyca.
CeemoduodHblil uHOuKamop 2opum, kozda cucmema paéomaem. Kozoa cucmema Haxo0umcs é
pexcume oxcudanus S1/S3, ceemoouod muzaem. Kozoa cucmema Haxooumcs e pexcume onuoanus S4
unu svikao4ena (S5), ceemoduod He 2opum.

HDLED (c it PP HeCmKO020 OUCKA):
Ilookniouerie c8emodu00H020 UHOUKAMOPA PABOMbL HeCMKO20 OUCKA, PACNOIONEHHO20 HA nepedHeil
nawenu. CeemoouooHbvii quuKamop eopum, K020a HecmKutl OUCK BbINONIHAEM CHUMbLBAHUE UL

3anuc OAHHDIX.

Tlepednss nanenv mosicem Gvimv pasHoli HA PA3HBIX KOPHYCAX. B ocHoBHOM nepednss namens
8K7I0UAEN 6 COSI KHONKY NUMAHUS, KHONKY nepe3azpy3Kil, CBemo0U00HbIIl UHOUKAMOP NUMAHUS,
€B8emMo0U0OHbLIL UHOUKAMOP Pabombl Jiecmkozo Oucka, Ournamux u m. 0. IIpu nodkmoveruu nepedHer
nanenu k 9moii KOn0OKe NPABUILHO NOOK0UALIME NPOBOJA K KOHMAKMAM.
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Pazpemsr Serial ATA3 ’ﬁ ’= ITu yeThIpe pazbeMa
(SATA3_0: é |_ -| i SATA3 nmpepgHa3Ha4YeHbI /L
cm. cTp. 1, Ne 8) 3 _'=‘J 3 nopkaouenns kabeneit SATA
(SATA3_1: BHYTPEHHMX 3aIIOMMHAIOINX
| [=] "
cm. cTp. 1, Ne 7) - . YCTPOJCTB /1Al TIepeiaun
(SATA3_2: é |_ % JAHHBIX CO CKOPOCTBIO J10 6,0
cm. crp. 1, Ne 10) =‘ H‘ T'6ur/c.
(SATA3_3:
cm. cTp. 1, Ne 9)
Komogka USB 2.0 Ha cucremHoit mmate
(9-xomrakTHas, USB_1 2)  DUMMY1O HpejIycMOTpeHa OfiHa KOMIOIKa
(M. cTp. 1, Ne 12) GNDTO|OFGND USB2.0. 9ta xonopka USB 2.0
+B1O|OF+A
8{O[Oh-A MO>KeT TTOep>KMBaTh IBa
usB_PWRtO USB_PWR TIOpTa.
1
Komnogxu USB 3.1 Genl " Ha maTepuHcKoIT mTaTe
us
(19-KoHTaKTHas, Vbus IntA_PB_SSRX- IMEETCsI OJfHa KOJIOZIKA.
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
USB3_5_6) IntA_PA_SSRX+ oND Arta konoaka USB 3.1 Genl
GND IntA_PB_SSTX-
(em. crp. I, Ne 6) IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+ TIOAIEP’KMBAET JIBA TIOPTA.
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
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AynyoxornofKa rnepemHeit GND Ora KO/IofKa IpefHa3HaYeHa

PRESENCE#

MaHe/In MIC_RET IUIS TIOIK/TIOYEH ST
OUT_RET
(9-KOHTAKTOB, ‘ |~ ay/IMOyCTPOVCTB K IepeiHet
HD_AUDIO1) ololol [o] ayMOIaHeNN.
| [Fl[®1 0] [S1[e)
(em. ctp. 1, Ne 17) ‘ lour2 1
J_SENSE
OuT2_R
MIC2_R
MIC2_L

8

1. Ayduocucmema 6bicoK020 paspeuienuss noddepicueaen GyHKUUIO pacnosHA6aHus pasvema,
HO 07151 € NPABUNLHOLL PA6OMbl HE06X00UMO, UMOBbL NPOBOO NAHENU KOPNYCa no0OepHUsan
nepedauy cuernanos HDA. VINCmpyKuuu no ycmaroeKe CUuctmembt CM. 6 9Mom pyKosoocmee u
PyK080dCmEe HA KOPNYC.

N

. IIpu ucnonvzosarnuu ayouonanenu AC’97 nodknouume ee k ayouokonodke nepeoHeti namen,

KaK ykasawo oasnee:

A. ITooknouume Mic_IN (MIC) xk MIC2_L.

B. ITooknwouume Audio_R (RIN) k OUT2_R, Audio_L (LIN) x OUT2_L.

C. ITodkmouume nposod 3azemnenus (GND) k konmaxmy 3azemnenusi (GND).

D. Konmaxmot MIC_RET u OUT_RET ucnonv3yomcs monvko 071 ay0uonaHenu 6b.coK020
paspewenus. IIpu ucnonvsosaruu ayouonarenu AC’97 ux nodknouamo He HyxcHo.

E. Ymo6or akmusuposamv nepedHuti Mukpogo, nepeiidume na éxnadxy FrontMic nanenu
ynpasnenus Realtek u ompezynupyiime napamemp Recording Volume (Ipomkocmp 3anucu).

Konopxka uHamuka SPEAKER [IpenHasHaveHa s
KopIryca bumMMY TOJK/TIOUEH A JUHAMMKA
DUMMY
(4-xonrtakra, SPEAKERI) KopIIyca.
+5V
(cm. cTp. 1, Ne 16) :
Paszpem /151 KOpITyCHOTO GND ITpenHasHauyeHbI 1A
FAN_VOLTAGE Genei
BEHTIIATOPA U CHA_FAN_SPEED MOIK/TI0YeHns Kaberert
BEHTU/IATOPA BOJAHOM FAN_SPEED_CONTROL pa3beMOB BEHTU/IATOPOB
IIOMIIBI. U IIOOK/TIOYEHU A ‘{epHOFO
(4-KOHTaKTHBII NPOBOJA K 3a3eMJ/ICHUIO.
123 4
CHA_FAN1/WP)
(em. cTp. 1, Ne 2)
PasbeM BeHTMIATOPA - [TpenHasHaueHsl I/t
1 ND

KopIyca 2 FAN_VOLTAGE MOJK/TI0OYeH s Kabenen
(4 KOHTAKTOB N CHA_FAN SPEED a3 beMOB BEHTU/ISITOPOB

» 4 FAN_SPEED_CONTROL P p
CHA_FAN2) M TIOJK/TIOYeHM s YePHOTO
(cm. cTp. 1, Ne 13) MIPOBOJiA K 3a3eM/IEHMIO.
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PasbeM BEHTU/IATOPA ra MaTepuHCKas IIaTa
OXJIKJIeH U IPOLeccopa PN A oeen cHab>keHa 4-KOHTAKTHBIM
(4-xontakra, CPU_FAN1) GNP FAN_SPEED_CONTROL PaszbeMOM JyIs MAJIOLIYMSILIErO
(em. ctp. 1, Ne 3) seHTuaATOpa LTI, Ecin BB

12 3 4

cobupaeTech MOJK/IOYUTD
3-KOHTAKTHBI BEHTU/IATOP
OXJIaKJIeHM IIpolleccopa,
TOAK/TIOYAliTe ero K KOHTAaKTaM
1-3.

Pazpem muranma ATX OTa MaTepMHCKas IIaTa
(24-xoHTaKTa,
ATXPWRI1)

(em. cTp. 1, Ne 5)

OCHallleHa 24-KOHTAaKTHBIM

paspemoM muTaHysa ATX.

Pazpem nuTaHus K nannomy paspemy
8,5

ATX 12 B L] TIOJK/TFOYaeTCsI UICTOYHUK

(4-xonTtakToB, ATX12V1) IO mutanus ATX 12 B.

(em. cp. 1, Ne 1) ¢ !

Komopka ms garymka GND m Ora MaTepyHCKas I1aTa

BCKPBITHA KOpITyca Signal 1 TOJIeP>)KUBAET TEXHOIOTUIO

(2-konrakrHas, CI1) oInpefieneHns BCKPhITUA

(cm. cTp. 1, Ne 15) KOPITyca 110 CHATUIO BEPXHeit

yacTy Kopryca. s aToit
TEXHOJIOTMM HeOOXO/MM
kopiyc ¢ GyHKImer

onpeneneHnAa BCKpbITUA.
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1 Introducao

Obrigado por adquirir a placa mae ASRock B365M-ITX/ac, uma confiavel placa mae

ASRock produzida sob rigoroso controle de qualidade consistente. Esta placa principal

oferece um excelente desempenho com um design robusto em conformidade com o

compromisso da ASRock em fabricar produtos de qualidade e resistentes.

Q Como as especificagdes da placa-mde e do software do BIOS podem ser atualizadas, o contetido

desta documentagdo estard sujeito a alteragdes sem aviso prévio. Caso ocorram modificagoes
a esta documentagdo, a versdo atualizada estard disponivel no site da ASRock sem aviso
prévio. Se precisar de assisténcia técnica relacionada a esta placa principal, visite o nosso site
para obter informagées especificas sobre o modelo que estiver utilizando. Vocé também poderd
encontrar a lista de placas VGA e CPU mais recentes suportadas no site da ASRock. Site da
ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Conteudo da embalagem

Placa Mie ASRock B365M-ITX/ac (Fator de Forma Mini-ITX)
Guia de Instalagdo Rapida da ASRock B365M-ITX/ac

CD de Suporte da ASRock B365M-ITX/ac

2 x Cabos de dados Serial ATA (SATA) (Opcional)

1 x Painel de E/S

2 x Antenas de 2,4/5 GHz da ASRock WiFi (Opcional)

1 x Parafuso para Soquete M.2 (Opcional)
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1.2 Especificagdes

Plataforma « Formato Mini-ITX

+ Design de condensador sélido

CPU - Suporta 8 Ger. e 9 Geraio de Processadores Intel” Core™
(Soquete 1151)
+ Suporta CPU até 95W
- Digi Power design
+ Design com 5 fases de alimentagio

+ Suporta a tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0
Chipset - Intel® B365

Memoria » Tecnologia de memoria DDR4 de dois canais

» 2x Slots DIMM DDR4

« Suporta memoria DDR4 2666/2400/2133, nao ECC, sem
memoria intermédia

+ Suporta médulos de meméria ECC UDIMM (opera em modo
nao-ECC)

+ Capacidade maxima da memoria do sistema: 32GB

+ Suporta Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 da Intel®

+ Contato em Ouro 15y nos slots DIMM

Slot de ex- + 1x Slot PCI Express 3.0 x16 (PCIE1l:modo x16)
pansao * Suporta NVMe SSD nos discos de inicializagao
+ 1x Soquete M.2 Vertical (Tecla E) com moédulo Wi-Fi-802.11ac

incluido (na I/O traseira)

Graficos * Os graficos incorporados Intel” UHD e as saidas VGA sé podem
ser suportados com processadores com GPU integrada.
« Suporta graficos incorporados Intel> UHD: Intel® Quick Sync
Video com AVC, MVC (S3D) e MPEG-2 Full HW Encodel,
Intel® InTru™ 3D, Tecnologia Intel® Clear Video HD, Intel®
Insider™, Gréficos Intel” UHD
+ DirectX 12
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Audio

LAN

LAN sem fios

HWAEncode/Decode: AVC/H.264, HEVC/H.265 8-bit, HEVC/
H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit (Decodificar apenas),
MPEG2, MJPEG, VC-1 (Decodificar apenas)

Trés opgoes de saida de graficos: DVI-I, HDMI e DisplayPort
1.2

Suporta configuragio com trés monitores

Suporta HDMI 1.4 com resolugdo méx. até 4K x 2K (4096x2160)
@ 30Hz

Suporta DisplayPort 1.2 com resolugdo méx. até 4K x 2K
(4096x2304) @ 60Hz

Suporta DVI-I com resolugdo méx. até 1920x1200 @ 60Hz
Suporta Auto sincronizagao labial, Deep Color (12bpc),

xvYCC e HBR (High Bit Rate Audio) com porta HDMI 1.4 (E
necessario um monitor compativel com HDMI)

Suporta HDCP 2.2 com Portas DVI-I, HDMI 1.4 e DisplayPort
1.2

Suporta reprodugao HD Ultra (UHD) 4K com portas HDMI 1.4
e DisplayPort 1.2

Audio 7.1 CH HD com protegio de contetido (Codec de dudio
Realtek ALC887)

*Para configurar Audio 7.1 CH HD, é necessario usar um médulo

de dudio de painel frontal HD e habilitar o recurso de audio multi-

canal pelo driver de audio.

Suporta Prote¢ao de Sobretensao
Fones de Audio ELNA

LAN Gigabit a 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Suporta Wake-On-LAN

Oferece Suporte a Protegdo de Relampago/ESD
Suporta Energy Efficient Ethernet 802.3az
Suporta PXE

Moédulo Intel® 802.11ac WiFi (Pacote Gratuito)

Suporta IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Suporta banda dupla (2,4/5 GHz)

Suporta conexao sem fio de alta velocidade até 433Mbps
Suporta Bluetooth 4.2 / 3.0 + Classe II de alta velocidade
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E/S do painel + 2x Portas de Antena
posterior + 1 x Porta PS/2 para mouse/teclado
« lxporta DVI-I
+ 1xPorta HDMI
+ 1x DisplayPort 1.2
+ 4x Portas USB 3.1 Genl1 (Suporta Protegao ESD)
+ 1xPorta LAN RJ-45 com LED (LED ACT/LINK e LED DE

VELOCIDADE)
« Fichas de dudio HD: Entrada de Linha / Autofalante Frontal /
Microfone
Armazena- + 4 x Conectores SATA3 6,0 Gb/s, suporte RAID (RAID 0, RAID
mento 1, RAID 5, RAID 10, Tecnologia de Armazenamento Rapido

Intel® 17), NCQ, AHCI e Conexao a Quente
+ 1 xsoquete M.2 Ultra, suporta Chave M tipo 2280/22110
moddulo M.2 SATA3 6,0 Gb/s e médulo M.2 PCI Express até
Gen3 x4 (32 Gb/s) *
* Suporta Tecnologia Intel” Optane™
* Suporta NVMe SSD nos discos de inicializagao
* Suporta Kit U.2 ASRock

Conector + 1 x Gabinete de Alimentagéo de Intrusao

1 x Conector da ventoinha da CPU (4 pinos)

* O Conector do Ventilador de CPU suporta o ventilador de CPU
de alimenta¢do méxima 1A do ventilador (12W).

+ 1 x Conector da ventoinha do Gabinete (4 pinos)

* O Conector do Ventilador do Chassi suporta o ventilador do
chassi de poténcia do ventilador maxima de 1A (12W).

+ 1 x Conector do ventilador do chassi/Ventilador da Bomba de
Agua (4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha Inteli-
gente)

* O Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba de Agua suporta o
ventilador de refrigerador a 4gua de 2A maximo (24W) poténcia
do ventilador.

* CHA_FAN1/WP podem detectar automaticamente se ventoinha
de 3 pinos ou 4 pinos estd em uso.

+ 1x Conector alimentagdo ATX 24 pinos

+ 1 x Conector de energia 8-pinos 12V

+ 1 x Conector de dudio do painel frontal

+ 1x Plataforma USB 2.0 (Suporta 2 portas USB 2.0) (Suporta
Prote¢do ESD)

+ 1x Plataforma USB 3.1 Genl (Suporta 2 portas USB 3.1 Genl)

(Suporta Protegdo ESD)
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Funcgées da
BIOS

Hardware-
Monitor

SO

Certificacoes

AMI Legal UEFI BIOS com suporte multilingue GUI
ACPI 6.0 compativel com eventos de despertar

Suporte SMBIOS 2.7

CPU, DRAM, PCH 1,0V, VCCST Multi ajuste de tensao

Sensor de Temperatura: Ventilador da CPU, Chassis, Chassis/
Bomba de Agua

Tacometro da ventoinha: Ventilador da CPU, Chassis, Chassis/
Bomba de Agua

Ventoinha Silenciosa (Auto ajusta velocidade da ventoinha do
chassi pela temperatura da CPU): Ventilador da CPU, Chassis,
Chassis/Bomba de Agua

Controle multi-velocidade da ventoinha: Ventilador da CPU,
Chassis, Chassis/Bomba de Agua

Detecgdo de ABERTURA da CAIXA

Monitoramento da tensao: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore

Microsoft® Windows® 10 64-bit

FCC, CE

+ Preparada para ErP/EuP (é necessaria uma fonte de alimen-

tagdo preparada para ErP/EuP)

* Para obter informagdes detalhadas sobre o produto, por favor, visite o nosso site: http://www.asrock.com

definicoes na BIOS, a aplicagdo de tecnologia Untied Overclocking ou a utilizagdo de ferra-

f Por favor, observe que existe um certo risco envolvendo overclocking, incluindo o ajuste das

mentas de overclocking de terceiros. O overclocking poderd afetar a estabilidade do sistema ou
mesmo causar danos nos componentes e dispositivos do seu sistema. Ele deve ser realizado por

sua conta e risco. Nao nos responsabilizamos por possiveis danos causados pelo overclocking.
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1.3 Configuragédo dos jumpers

A imagem abaixo mostra como os jumpers sdo configurados. Quando a tampa do
jumper ¢ colocada nos pinos, o jumper é "Curto". Se nao for colocada uma tampa de

jumper nos pinos, o jumper é "Aberto".

Short Open

Apagar o Jumper CMOS 1_2
(CLRMOS1) o o

(ver p.1, N.o 14) Jumper de 2 pinos

CLRMOSI permite que vocé limpe os dados do CMOS. Para apagar e reinicializar os
parametros do sistema nos valores predefinidos, desligue o computador e desplugue a
tomada da alimentagao. Depois de aguardar 15 segundos, use uma capa de jumper para
fazer curto dos pinos no CLRMOSI por 5 segundos. No entanto, nao apague o CMOS
logo apds ter realizado a atualizagao da BIOS. Se vocé precisar apagar o CMOS logo
ap0s ter terminado uma atualizagdo da BIOS, devera primeiro iniciar o sistema e voltar
a encerra-lo antes de apagar o CMOS. Por favor, observe que a senha, data, hora e perfil
padrdo do usudrio serdo apagados so se a bateria CMOS for removida. Por favor, nao se

esquega de retirar a tampa do jumper depois de apagar o CMOS.

Q Se vocé apagar o CMOS, poderd ser detectada a abertura da caixa. Ajuste a op¢ao do BIOS
"Limpar estado” para limpar o registo anterior de estado de intrusdo no chassis.
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1.4 Suportes e conectores onboard

Os conectores e suportes onboard NAO sdo jumpers. NAO coloque tampas de jumpers sobre estes
terminais e conectores Colocar tampas de jumpers sobre os terminais e conectores ird causar
danos permanentes a placa-mae.

Suporte do painel de

(ver p.1, N.o 11)

OfGND Ligue o botdo de alimentagao,
GNDO|OTRESET# ¢ botao de reinicializagdo e o
(PAINELI de 9 pinos) PWRBTN# OO GND indicador do estado do sistema
PLED-+O|Of HDLED- .
no chassi deste suporte, de
PLED+ 40O HDLED+
1 acordo com a descri¢ao abaixo.

Observe os pinos positivos e
negativos antes de conectar os

cabos.

PWRBTN (Botiio de alimentagao):
Conecte o botdo de alimentagdo no painel frontal do chassi. Vocé pode configurar a forma para
desligar o seu sistema através do botao de alimentagao.

RESET (Botao de reinicializagdo):
Conecte o botdo de reinicializagio no painel frontal do chassi. Pressione o botio de reinicializagdo
para reiniciar o computador, se ele congela e falha ao realizar um reinicio normal.

PLED (LED de alimentagao do sistema):

Conecte o indicador do estado da alimentacao no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o sistema estiver em funcionamento. O LED ficard piscando quando o sistema estiver nos
estados de suspensio S1/S3. O LED ficard desligado quando o sistema estiver no estado de suspen-
sdo S$4 ou desligado (S5).

HDLED (LED de atividade do disco rigido):
Conecte o LED de atividade do disco rigido no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso quando
o disco rigido estiver lendo ou registrando dados.

O design do painel frontal poderd variar dependendo do chassi. Um médulo de painel frontal
consiste principalmente em um botdo de alimentagdo, um botdo de reinicializagdo, um LED de
alimentagdo, um LED de atividade do disco rigido, um alto-falante, etc. Ao conectar seu moédulo
de painel frontal do chassi a este conector, certifique-se de que os fios e 0s pinos correspondem de
forma correta.
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Conectores série ATA3
(SATA3_0:

ver p.1, N.° 8)
(SATA3_1:

ver p.1, N.7)
(SATA3_2:

ver p.1, N.° 10)
(SATA3_3:

ver p.1, N.°9)

SATA3_1

SATA3_3

I—] I—1

SATA3_0

SATA3_2

[—1 [—1

Estes quatro conectores SATA3
suportam cabos de dados
SATA para dispositivos de
armazenamento interno com
uma taxa de transferéncia de
dados de até 6,0 Gb/s.

Suporte USB 2.0

H4 um cabegote USB2.0 nesta

DUMMY 1O
(USB_1_2 de 9 pinos) anoJO[Oleno placa-mae. Cada suporte USB
(ver p.1,N.° 12) +840|Of+A 2.0 pode ter duas portas.
-810|Or-A
usB_PWRTO USB_PWR
1
Plataforma USB 3.1 Genl " Ha um cabegote nesta placa-
(USB3_5_6 de 19 pinos) Vous inta_pB_ssrx- mae. Este suporte USB 3.1
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
(ver p.1,N.°6) IntA_PA_SSRX+ oND Genl pode suportar duas
GND IntA_PB_SSTX-~
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+ portas.
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
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Suporte de audio do painel GND
PRESENCE#
frontal MIC _RET
OUT_RET
(HD_AUDIOL de 9 pinos) ‘ |~
olo]o]_[9]
(ver p.1,N.° 17)
: EEEEE
| Tourat
J_SENSE
our2 R
MIC2_R
Mic2 L

&

Este suporte destina-se a
conexao dos dispositivos
de dudio no painel de dudio

frontal.

1. O Audio de alta defini¢do suporta Sensor de Adaptador, mas o fio do painel no chassi deverd
suportar HDA para funcionar corretamente. Por favor, siga as instrugdes no nosso manual e no

N

manual do chassi para instalar o seu sistema.

com 0s passos abaixo:
A. Conecte Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

. Se utilizar um painel de dudio AC’97, instale-o no terminal de dudio do painel frontal de acordo

B. Conecte 0 Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Conecte a ligagao Terra (GND) a Terra (GND).

D. MIC_RET e OUT_RET destinam-se apenas ao painel de dudio HD. Vocé ndo precisa ligd-los
ao painel de dudio AC’97.
E. Para ativar o microfone frontal, vd a guia “Microfone Frontal” no painel de controle Realtek e

ajuste o “Volume de gravagio”.

Suporte do alto-falante do SPEAKER

chassi DUMMY

(SPEAKERI de 4 pinos) puMMY
+5V

(ver p.1, N.° 16)

Por favor, conecte o alto-falante

do chassi a este suporte.

Conector de Ventoinha
de Chassi / Ventilador de

GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED

Por favor, conecte os cabos do

ventilador aos conectores do

Agua FAN_SPEED_CONTROL ventilador e corresponda o fio
(CHA_FAN1/WP de 4 preto no pino terra.
inos
p ) 123 4
(ver p.1,N.22)
Conector do ventilador do . Por favor, conecte os cabos do
1
chassi 2 FAN_VOLTAGE ventilador aos conectores do
. 3 CHA_FAN_SPEED .
(CHA_FAN2 de 4 pinos) Fan spEeD controL ventilador e corresponda o fio

(ver p.1, N.2 13)

preto no pino terra.



B365M-ITX/ac

Conector da Ventoinha da
CPU FAN_VOLTAGE

CPU_FAN_SPEED
(CPU_FANI de 4 pinos) N2
(ver p.1,N.° 3)

12 3 4

FAN_SPEED_CONTROL

Esta placa mae inclui um
conector de ventilador da

CPU (Ventilador silencioso)

de 4 pinos. Se vocé pretende
conectar um ventilador da CPU
de 3 pinos, por favor, conecte-o

ao Pino 1-3.

Conector de alimentagao
ATX

(ATXPWRI1 de 24 pinos)
(ver p.1,N.° 5)

Esta placa-mae inclui um
conector de alimentacdo ATX

de 24 pinos.

Conector de alimentagdo

de 12V ATX BDDDDS
(ATX12V1 de 4 pinos) IO

(ver p.1,N.2 1)

Por favor, ligue este conector a
uma alimentagéo de forca ATX
12V.

Suporte de intrusdo do GND O]
chassi Signal E 1

(CI1 de 2 pinos)
(ver p.1,N.2 15)

Esta placa-maée suporta

a funcdo de detec¢do de
ABERTURA da CAIXA que
detecta se a tampa do chassi foi
removida. Esta fungdo requer
um chassi com design de

detecgdo de intrusdo.
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1 Wprowadzenie

Dzigkujemy za zakupienie plyty glownej ASRock B365M-1TX/ac, niezawodnej plyty
gléwnej produkowanej z konsekwentnie wykonywang przez firme ASRock, rygorystyczng
kontrolg jakosci. Plyta ta zapewnia doskonalg jako$¢ dziatania i solidng konstrukcje,
spelniajaca zobowiazanie firmy ASRock do dostarczania produktéw o wysokiej jako$ci i

wytrzymatosci.

Poniewaz specyfikacje plyty glownej i oprogramowanie BIOS mogqg zostac zaktualizowane, zawartos¢

Q tej dokumentacji moze zosta¢ zmieniona bez powiadomienia. W przypadku jakichkolwiek modyfikacji
tej dokumentacji, zaktualizowana wersja bedzie dostepna na stronie internetowej ASRock, bez dalszego
powiadomienia. Jesli wymagana jest pomoc techniczna w odniesieniu do tej plyty glownej, nalezy
odwiedzic strong internetowg w celu uzyskania specyficznych informacji o uzywanym modelu. Na
stronie internetowej ASRock, mozna takze pobraé liste najnowszych kart VGA i obstugiwanych CPU.
Strona internetowa ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Zawartos¢ opakowania

« Plyta gtéwna ASRock B365M-ITX/ac (Wspotczynnik ksztaltu Mini-ITX)
+ Skrocona instrukeja instalacji ASRock B365M-ITX/ac

+ Pomocnicza plyta CD ASRock B365M-1TX/ac

+ 2x kable danych Serial ATA (SATA) (Opcjonalne)

+ 1 x ostona panelu Wejscia/Wyjscia

+ 2 xanteny ASRock WiFi 2,4/5 GHz (opcjonalna)

+ 1x$ruba do gniazda M.2 (opcjonalna)
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1.2 Specyfikacje

Platforma

CPU

Chipset

Pamiec

Gniazdo
rozszerzenia

Grafika

Wspotczynnik ksztattu Mini-ITX

Konstrukeja kondensatorami stalymi

Obstuga 8919 generacji procesoréw Intel® Core™
(Socket 1151)

Obstuga CPU do 95W

Digi Power design

Sekcja zasilania 5 Power Phase Design

Obstuga technologii Intel® Turbo Boost 2.0

Intel® B365

Technologia pamieci Dual Channel DDR4

2 x gniazda DDR4 DIMM

Obstuga pamieci DDR4 2666/2400/2133 non-ECC, pamie¢é
niebuforowana

Obstuga moduléw pamigci ECC UDIMM (dzialanie w trybie
non-ECC)

Maks. wielkos¢ pamieci systemowej: 32GB

Obstuga Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

15p poztacane styki w gniazdach DIMM

+ 1 xgniazdo PCI Express 3.0 x 16 (tryb PCIE1:x16)
* Obstuga SSD NVMe, jako dyskow rozruchowych

+ 1 x pionowe gniazdo M.2 (Key E) z wbudowanym modutem

WiFi-802.11ac (z tylu Wejscia/Wyjscia)

* Wbudowana grafika Intel® UHD i wyjscia VGA s obstugiwane
wylacznie z procesorami, ktére majg zintegrowane GPU.
+ Obsluga wbudowanej grafiki Intel® UHD: Intel® Quick Sync

Video z AVC, MVC (S3D) i MPEG-2 Full HW Encodel, Intel®
InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Intel® Insider™,
grafika Intel* UHD

« DirectX 12
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Audio

LAN

Bezprzewo-
dowa siec
LAN

Kodowanie/dekodowanie HWA: AVC/H.264, HEVC/H.265
8-bit, HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit (tylko
dekodowanie), MPEG2, MJPEG, VC-1 (tylko dekodowanie)
Opgje trzech wyjs¢ graficznych: DVI-I, HDMI i DisplayPort 1.2
Obstuga trzech monitoréw

Obstuga HDMI 1.4 z maks. rozdzielczoscia do 4K x 2K
(4096x2160) przy 30Hz

Obstuga DisplayPort 1.2 z maks. rozdzielczo$cig do 4K x 2K
(4096x2304) przy 60Hz

Obstuga DVI-I z maks. rozdzielczo$cig do 1920x1200 przy
60Hz

Obstuga Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC i HBR
(High Bit Rate Audio) z portami HDMI 1.4 (Wymagany
monitor zgodny z HDMI)

Obstuga portéw HDCP 2.2 z DVI-I, HDMI 1.4 i DisplayPort 1.2
Obstuga odtwarzania 4K Ultra HD (UHD) z portami HDMI 1.4
i DisplayPort 1.2

Dzwiek HD 7.1 CH (kodek audio Realtek ALC887)

* Aby skonfigurowa¢ dzwigk 7.1 CH HD wymagane jest uzycie

modutu panelu czotowego HD i wlaczenie funkcji dzwigku

wielokanalowego za posrednictwem sterownika audio.

Obstuga zabezpieczenia przed przepieciami
Nasadki audio ELNA

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Obsluga Wake-On-LAN

Obsluga zabezpieczenia przed wyladowaniami atmosferyc-
znymi/ESD

Obsluga Energy Efficient Ethernet 802.3az

Obstuga PXE

Modut WiFi Intel® 802.11ac

Obstuga IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Obstuga dwoch pasm (2,4/5 GHz)

Obstuga wysokiej szybkosci polaczen bezprzewodowych do
433 Mbps

Obstuga Bluetooth 4.2 / 3.0 + Wysokiej szybkosci klasa IT
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Tylny panel + 2 x porty anteny
Wejscia/ + 1 x port myszy/klawiatury PS/2
Wyjscia + Ixport DVI-I

+ 1xport HDMI

+ 1x DisplayPort 1.2

+ 4xporty USB 3.1 Genl (Obstuga zabezpieczenia ESD)

+ 1xport LAN RJ-45z LED (LED ACT/LINK i LED SPEED)

+ Gniazda audio HD: Wejscie liniowe / Glosnik przedni /

Mikrofon
Przechow- + 4 xzkacza SATA3 6,0 Gb/s, obstuga (RAID 0, RAID 1, RAID
ywanie 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 17), NCQ, AHCI i
Hot Plug

+ 1x gniazdo Ultra M.2, obstuga M Key typu 2280/22110
modulu M.2 SATA3 6,0 Gb/s i modutu M.2 PCI Express do
Gen3 x4 (32 Gb/s)*

* Obstuga technologii Intel” Optane™
* Obstuga SSD NVMe, jako dyskow rozruchowych
* Obstuga ASRock U.2 Kit

Zigcze + 1 x zlacze gléwkowe funkcji naruszenia obudowy
+ 1x zlacze wentylatora CPU (4-pinowe)
* Ztacze wentylatora CPU obstuguje wentylator CPU maksymal-
nym pradem zasilania wentylatora 1A (12W).
+ 1 x zlacze wentylatora obudowy (4-pinowe)
* ZIacze wentylatora obudowy obstuguje wentylator obudowy
maksymalnym pradem zasilania wentylatora 1 A (12 W).
« 1 x zfacza wentylatora obudowy/pompy wodnej (4-pinowe)
(Inteligentne sterowanie predkoscig obrotowa wentylatora)
* Ztacze wentylatora obudowy/pompy wodnej obstuguje wentyla-
tor uktadu chtodzenia maksymalnym pradem zasilania wentyla-
tora 2A (24W).
* CHA_FAN1/WP moze automatycznie wykrywa¢, jesli uzywany
jest wentylator 3-pinowy lub 4-pinowy.
+ 1x 24 pinowe zfgcze zasilania ATX
+ 1x 8 pinowe zlacze zasilania 12 V
+ 1x zlgcze audio na panelu przednim
+ 1 x ztacza gléwkowe USB 2.0 (obstuguje 2 porty USB 2.0)
(Obstuga zabezpieczenia ESD)
1 x porty gtowkowe USB 3.1 Gen1 (obstuga 2 portéw USB 3.1
Genl) (obstuga zabezpieczenia ESD)
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Funkcja BIOS + Obstuga starszych wersji BIOS AMI UEFI z wielojezycznym

GUI
+ Zgodno$¢ zdarzen wybudzania z ACPI 6.0
+ Obstuga SMBIOS 2.7
+ Wiele regulacji napigcia CPU, DRAM, PCH 1,0V, VCCST

Monitor + Wykrywanie temperatury: CPU, obudowa, wentylatory obu-

sprzetu dowy/pompy wodnej

+ Obrotomierz wentylatora: CPU, obudowa, wentylatory obu-
dowy/pompy wodnej

» Cichy wentylator (Automatyczna regulacja predkosci obrotowej
wentylatora obudowy przez temperatur¢ CPU): CPU, obudowa,
wentylatory obudowy/pompy wodnej

+ Kontrola wielu predkosci obrotowych wentylatora: CPU, obu-
dowa, wentylatory obudowy/pompy wodnej

+ Wykrywanie OTWARCIA OBUDOWY

+ Monitorowanie napiecia: Napiecie rdzenia CPU Vcore +12 'V,

+5V, 433V
System op- Microsoft® Windows® 10 64-bitowy
eracyjny
Certyfikaty - FCC, CE

* Dla uzyskania szczegotowej informacji o produkcie, nalezy odwiedzi¢ naszq strong internetowg: http://www.asrock.com

A

+ Gotowos¢ do obstugi ErP/EuP (Wymagane zasilanie z
gotowoscig obstugi ErP/EuP)

Nalezy pamigtal, ze przetaktowywanie jest zwigzane z pewnym ryzykiem, wlgcznie z regulacjg
ustawieri w BIOS, zastosowaniem Untied Overclocking Technology lub uzywaniem narzedzi
przetaktowywania innych firm. Przetaktowywanie moze wplywa¢ na stabilnos¢ systemu lub
nawet powodowac uszkodzenie komponentéw i urzgdzen systemu. Powinno to zostac zrobione
na wlasne ryzyko i koszt. Nie odpowiadamy za mozliwe uszkodzenia spowodowane przetak-
towywaniem.
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1.3 Ustawienia zworek

Ta ilustracja pokazuje ustawienia zworek. Po umieszczeniu nasadki zworki na pinach,

zworka jest “Zwarta”. Jesli nasadka zworki nie jest umieszczona na pinach, zworka jest

“Otwarta”.

Short Open

Zworka usuwania danych 1_2

z pamieci CMOS (o o]
(CLRMOS1) 2-pinowa zworka

(sprawdz s.1, Nr 14)

CLRMOSI umozliwia usunigcie wszystkich danych z pamieci CMOS. Aby usunac¢ i
zresetowac parametry systemu do ustawien domyslnych, wylacz komputer i odlacz
przewdd zasilajacy od zasilania. Po odczekaniu 15 sekund, uzyj nasadke zworki do
zwarcia pinow CLRMOSI na 5 sekund. Jednak, nie nalezy usuwac¢ danych z pamieci
CMOS zaraz po wykonaniu aktualizacji BIOS. Jesli wymagane jest usunigcie danych z
pamieci CMOS po zakonczeniu aktualizacji BIOS, przed rozpoczeciem usuwania danych
z pamigci CMOS nalezy najpierw uruchomi¢ system, a nastepnie wylaczy¢ go. Nalezy
pamietac, ze hasto, data, czas i domy$lny profil uzytkownika zostang usunigte tylko po
wyjeciu baterii CMOS. Nalezy pamietaé, aby po usunieciu danych z pamigci CMOS,
usung¢ nasadke zworki.

Po usunigciu danych z pamigci CMOS, moze by¢ wykrywane otwarcie obudowy. Wyreguluj
opcje BIOS “Clear Status (Stan usuwania)”, aby usungc zapis poprzedniego stanu naruszenia
obudowy.
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1.4 Wbudowane zfacza gtéwkowe i inne ztacza

Whbudowane zlgcza glowkowe i inne zlgcza sq bezzworkowe. NIE nalezy umieszczac zworek

nad tymi zlgczami glowkowymi i zlgczami. Umieszczanie zworek nad zlgczami gléwkowymi i

zlgczami spowoduje trwate uszkodzenie plyty glownej.

ZYacze gtowkowe na pan-
elu systemu

(9-pinowe PANELI)
(sprawdz s.1, Nr 11)

GND+

PWRBTN#

PLED- A

QIOIOIO

PLED+ +

OloJoJo

PWRBTN (Przelgcznik zasilania):
Podlgcz do przelgcznika zasilania na panelu przednim obudowy. Mozna skonfigurowac sposéb
wylgczania systemu z uzyciem przelgcznika zasilania.

RESET (Przelgcznik resetowania):
Podlgcz do przelgcznika resetowania na panelu przednim obudowy. Nacisnij przelgcznik

1

GND
RESET#
GND
HDLED-
HDLED+

Podlacz do tego zlacza
glowkowego przetacznik
zasilania, przelacznik resetowania
i wskaznik stanu systemu na
obudowie, zgodnie z pokazanym
ponizej przydzialem pinéw. Przed
podlaczeniem kabli nalezy zapisa¢

pozycje pinéw plus i minus.

resetowania w celu ponownego uruchomienia komputera, jesli komputer zawiesi sig i nie wykona

normalnego ponownego uruchomienia.

PLED (Dioda LED zasilania systemu):
Podlgczenie do wskaznika stanu zasilania na panelu przednim obudowy. Ta dioda LED jest
wilgczona podczas dziatania systemu. Ta dioda LED miga, gdy system znajduje si¢ w stanie
uspienia S1/83. Ta dioda LED jest wylgczona, gdy system znajduje sig w stanie uspienia S4 lub

wylgczenia zasilania (S5).

HDLED (Dioda LED aktywnosci dysku twardego):
Podtgczenie do diody LED aktywnosci dysku twardego na panelu przednim obudowy. Dioda LED
jest wlgczona, podczas odczytu lub zapisu danych przez dysk twardy.

Konstrukcja panelu przedniego zalezy od obudowy. Modut panelu przedniego zawiera przede
wszystkim przelgcznik zasilania, przelgcznik resetowania, diodg LED zasilania, diode LED
aktywnosci dysku twardego, glosnik, itd. Po podlgczeniu modutu panelu przedniego obudowy
do tego zlgcza glowkowego upewnij sig, ze jest prawidtowo dopasowany przydzial przewodéw i

przydziat pinéw.



ZYacza Serial ATA3
(SATA3_0:
sprawdz s.1, Nr 8
(SATA3_1:
sprawdz s.1, Nr 7
(SATA3_2:
sprawdz s.1, Nr 10
(SATA3_3:
sprawdz s.1, Nr 9

SATA3_1
SATA3_0

SATA3_3
SATA3_2

I—] I—1
—i [—=1

Te cztery ztacza SATA3
obstuguja kable danych SATA
dla wewnetrznych urzadzen
pamieci z szybko$cig transferu
danych do 6,0 Gb/s.

Ztacza gtowkowe USB 2.0

Na tej plycie gtéwnej znajduje

DUMMY 1O
(9-pinowe USB_1_2) eNDFO|OF6ND sie jedno zfgcze gtéwkowe USB
(sprawdz s.1, Nr 12) +81O|Or+A 2.0. Zlacze gtéwkowe USB 2.0
-810[Or-A moze obstugiwa¢ dwa porty.
usB_PWRTO USB_PWR
1
Z¥acza gtowkowe USB 3.1 " Na tej plycie glownej znajduje
Genl vbus na_pe_ssrx- sie jedno zlgcze glowkowe. To
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
(19-pinowe USB3_5_6) IntA_PA_SSRX+ GND zlacze gtowkowe USB 3.1 Genl
(sprawdz s.1, Nr 6) A som T motze obstugiwac¢ dwa porty.
IntA_PA_SSTX+ GN[; -
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

B365M-ITX/ac
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Zkacze gtowkowe audio GNPDRESENCE# To zlacze glowkowe stuzy do

panelu przedniego MIC_RET podtaczania urzadzen audio do
OUT_RET

(9-pinowe HD_AUDIO1) ‘ -

(sprawdz s.1, Nr 17)

przedniego panelu audio.

panelu na obudowie musi obstugiwaé HDA. W celu instalacji systemu nalezy wykonac instruk-

Q 1. High Definition Audio obstuguje wykrywanie gniazda, ale aby dziatac prawidtowo przewéd
cje z naszego podrecznika i podrecznika obudowy.

2. Jesli uzywany jest panel audio AC’97, nalezy go zainstalowac w zlgczu gtowkowym audio panelu
przedniego, poprzez wykonanie wymienionych ponizej czynnosci:
A. Podlgcz Mic_IN (MIC) do MIC2_L.
B. Podlgcz Audio_R (RIN) do OUT2_R i Audio_L (LIN) do OUT2_L.
C. Podlgcz uziemienie (GND) do uziemienia (GND).
D. MIC_RET i OUT_RET stuzg wylgcznie dla panelu audio HD. Nie nalezy ich podlgczaé dla
panelu audio AC’97.
E. Aby uaktywnic mikrofon przedni, przejdz do zaktadki “FrontMic” w panelu Realtek Control i
wyreguluj “Glosnos¢ nagrywania”.
Zkycze gtdwkowe gloénika SPEAKER Podlacz to tego ztacza
obudowy DUMMY gléwkowego glosnik obudowy.
(4-pinowe SPEAKER1) puMMY
+5V
(sprawdz s.1, Nr 16) :
ZYacze wentylatora obu- ~ GND Podlgcz przewody wentylatora
1 FAN_VOLTAGE 1 1 . .
dowy/wentylatora pompy CHA_FAN_SPEED do zlaczy wentylatora i dopasuj
wodnej FAN_SPEED_CONTROL czarny przewdd do styku masy.
(4-pinowe
CHA_FAN1/WP)
1234
(sprawdz s.1, Nr 2)
ZYacze wentylatora obu- . Podlgcz przewody wentylatora
1
dowy 2 FAN_VOLTAGE do zlaczy wentylatora i dopasuj
. 3 CHA_FAN_SPEED .
(4-pinowe CHA_FAN2) FAN SPEED conTroL CZarny przewod do styku masy.

(sprawdz s.1, Nr 13)
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ZYacze wentylatora CPU
: FAN_VOLTAGE
(4-pinowe CPU_FAN1) CPU FAN SPEED
(sprawdz s.1, Nr 3)
1.2 3 4

GND FAN_SPEED_CONTROL

Ta plyta gtéwna udostepnia
4-pinowe zlgcze wentylatora
CPU (Cichy wentylator). Jesli
planowane jest podlaczenie
3-pinowego wentylatora CPU,
nalezy je podlaczy¢ do pinéw
1-3.

ZYacze zasilania ATX
(24-pinowe ATXPWRI)
(sprawdz s.1, Nr 5)

Ta plyta gtéwna udostepnia
24-pinowe zlgcze zasilania
ATX.

ZYacze zasilania ATX 12V

(4-pinowe ATX12V1) BDDDD
(sprawdz s.1, Nr 1) IO

Podlgcz do tego ztacza zasilacz
ATX 12V.

ZYacze gtéwkowe czujnika

GND E
naruszenia obudowy Signal I

igna
(2-pinowe CI1)

(sprawdz s.1, Nr 15)

Ta plyta gtéwna obstuguje
funkcje wykrywania
OTWARCIA OBUDOWY,
ktora wykrywa zdjecie pokrywy
obudowy. Ta funkcja wymaga
obudowy z konstrukcja
wykrywania naruszenia

obudowy.

99



1|2

ASRock B365M-1TX/ac W} B =5 -4 8] =244 4] 7FA}F3H T} . o] mlr] .= = ASRock
o] A3t 3 A8k FA e slol] AALE o] Al A o] - v} FH T A o
& ASRock 2] 7ol F-§3l= -3t A 53 A g A A S A}

@ g, o] 2 -2
=]

ur] BE 572 7] BIOS 42 = E 9] ©]
’ﬂ <+ ASRock

£ gjHjo]=
ol glo] W4E 7 lgie}. o] HH A7 g

o SIxpo] Eoll 4] 27} E3] glo] AFHIeh. o] upr £#%§ﬂ#
20845, Se) Yol 8 @%ﬂqn%%wngw:'

=,

>

lm
wi

vjch. ASRock xfo] E httg.//www.asrock.com.

1.1 J_LIF LHEP_':’

« ASRock B365M-1TX/ac U} B = (Mini-ITX 353 € )
« ASRock B365M-ITX/ac 7FH A =] ojj 4]

« ASRock B365M-ITX/ac 1 ¢} CD

« Al2]d ATA (SATA) tllo]e] Aol & 2 7 (A= F5)
o JOIE A= 1

« ASRock WiFi 2.4/5 GHz Stel| v} 2 ) (A= 5

o M22Ag v 1) (A )

100



o Mini-ITX & €]
o FEle FulA

o 8 AIT] & 9 Aty Intel® Core™ Z &2 A 4] 2] (47 1151)
« 95w ¢} cPU A ¥

« Digi Power design

o 57 AL A =

« Intel® Turbo Boost 2.0 7] & #| 4

« Intel® B365

o 9 A2 DDR4 v 28] 7)<

« DDR4 DIMM &% 2 7}

« DDR4 2666/2400/2133 H] ECC, B ¥ 3 & w2 2] 2] <]

« ECCUDIMM v ®.8] ¥ (H] -ECC REl| 4 253) =]
<

o Al=d) wxe] o 8-5F:32GB

« Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 214

« DIMM <39l 15 1 Gold Contact -2

« PCI Express 3.0x16 =% 1 7| (PCIEL:x16 2X)

*NVMe SSD & -8 T] 232 A48 7h58t =5 2] <

o FAM2AA(ANE) 1M (HER AFEE 5410 9
WiFi-802.11ac 25 X3})

* Intel* UHD 228 2~ W E . ¢l ]| FL 3} VGA &3 -2 GPU
Eg 2 A2 A Q4e 5 9l
=3

o Intel* UHD 2| g 2~ U E - ¢l 8] 2] 4] : AVC, MVC
(S3D) = MPEG-2 & HW Encodel 2| €] Intel® Quick Sync
Video, Intel® InTru™ 3D, Intel® -] o] H]t] 2 HD 7] &,
Intel® Insider™, Intel® UHD —Z2}] ]

o DirectX 12

B365M-ITX/ac

101



« HWA ¢l 3= /T 3= : AVC/H.264, HEVC/H.265 8- H] E.,
HEVC/H.265 10- B] &, VP8, VP9 8- B] E | VP9 10- H] E ( T]
F4 A4 ), MPEG2, MJPEG, VC-1 (t] =24 H4&)

« 2% &3 541 A 7] : DVI-I, HDMI 2 DisplayPort 1.2

o A U E A9

« HDMI 1.4 A9 ( Z v 3] A= 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz)

« DisplayPort 1.2 2] 1 ( 3 o} s 4 = 4K x 2K (4096x2304) @
60Hz)

« DVI-I A (3 814 = 1920x1200 @ 60Hz)

« Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC ! HBR (High Bit
Rate Audio)(HDMI 1.4 £ E %3} ) 2]} (HDMI &3} %1
HIe)

« DVI-I, HDMI 1.4 ¥ DisplayPort 1.2 £ E & ©]-8-gt HDCP
2221

« HDMI 1.4 % DisplayPort 1.2 £ E & 0]-8-3} 4K Ultra
HD(UHD) A A =] <4

22 « 7.1 CHHD 2.t] 2 (Realtek ALC887 2-F] % 5.9 )
*71CHHD 2] 25 743"l HD A1 74 2v]e 25
S-St oAl 2] 2 U] 55 Sr| 2 Eeto|H 2 243
ok Frict.
o AH] 23 2]
« ELNA 2t]2 7}

LAN « Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
o Giga PHY Intel® 1219V
« Wake-On-LAN #| %4
o W JESD % 2]
o B3 o]yl 802.3az A1
« PXE X] 9&

FMLAN « Intel® 802.11ac WiFi &
« IEEE 802.11a/b/g/n/ac ] %
o 79 ME (2.4/5GHz) A A
o 2l 433Mbps ©] & T4 72 24
o Bluetooth 4.2 /3.0 + 225 S| 2~ 11 A

o

19

102



B365M-ITX/ac

FHaidio o Qe ZE 2
o PSR URY-2 T RE FE 1)
« DVI-I ZE 17
« HDMI ¥ E 1 7}
« DisplayPort 1.2 1 7}
« USB3.1Genl ¥E 47 (ESD 23 #¢])
« LED &2 RJ-45 LAN ¥ E 1 7} (ACT/LINK LED % SPEED
LED)
« HD 2t]e A :2}ql 13 / Hwd 237 /nfo] =

peEIRIPN| + SATA3 6.0 Gb/s 71 I ¥ 4 7| 7} RAID (RAID 0, RAID 1, RAID
5, RAID 10, Intel W12 A 4} 7] % 17), NCQ, AHCI 2 &+ Z&]
22

o UltraM.2 27 1 7H M 7] E}]] 2280/22110 M.2 SATA3 6.0
Gb/s E& A% 2 Gen3 712 ] M.2 PCI Express 5-& 4 7
2] 91 (32 Gb/s)*
* Intel® OptalneTM 7= A4
*NVMe SSD & H-B t] A3 2 A4 J}53l == 2]
* ASRock U2 7] E 21 Rl

{4 H o AAL RS 1N
« CPU AYE (42) 170
«CpU W Z| e = 9l A= o] o) 1A(12W) ¢l CPU W& 2| ¢
et
o AAT S AN 4 2) 10
AR A E = 2l H o] H ol 1A(12wW) <1 A A -2 2]

.

o A/ HE F A AN @) 1] (2ntE 93 SE A
o])

AL 9T P e o] H o 24(24W) &1 A =

2] WS 79}

*330 e 4 WMol AH§- <l 3¢, CHA_FANI/WP 7} 25

22 A& 5 ol Fr).

o 24 ATX AY AdE 1)

o 83 12vAY AdE 1)

o A A 2] AdE] 1

« USB2.0 3t 1 7] (USB2.0 FE 2 7] |41 ) (ESD B.5 2] ¢1)

« USB3.1Genl 3t] 1 7] (USB 3.1 Genl EE 2 71 2] 4] ) (ESD
Ha AL

103



104

BIOS 7|5

=X (]
SLH

re
o

o thEo] GUI A 4§ A|3l+= AMI UEFI 4 ¥ BIOS
« ACPI6.0TF o]z gl ol E

« SMBIOS 2.7 A4

« CPU, DRAM, PCH 1.0V, VCCST A g} t}% =4

o 2% 7F2]:CPU, ANA], ATAT / 1] = o

. E}fr_u]ﬂ CCPU, WA, A A/ e = )

o A28 3l (CPU S50l 23k A A 9l S5 245 24 ).
CPU, *M AA e H =

o 3T} S5 Ao] . CPU, AL, ANA] 7 YE] H = 9

o Aol G 713

o At RUE ] +12V, +5V, +3.3V, CPU Veore

Microsoft® Windows® 10 64- H] E.

« FCC,CE
o ErP/EuP A4 715 (ErP/EuP AHS- 715 A 3342 4 2)

* 214 g1 A 2 B t sl A= AL I ALo] EE 32514 A 2 http://www.asrock.com

A Hesec
e A

4 5} 7 1} Untied Overclocking Technology & 4 -§-3] 71} E} ¢ 2] 2] &
A8 AL EiFohe o ZRF o of = Iz S1Fo] nhe
A2 o F2A L A 2H kY o JFE FoAE Ao A=
Yol 48 9T FE AFi]eh, LW FRY L A S AAR 5]
&2 2ot sfof Frivh. Gabs uZ 2ol o] HAY 7 Sl Sl

o o l:]—



B365M-ITX/ac

13 8H&EH

e A E o WA RS wel gtk A3 B Al 25 o}
“xbe gk A g Aol 297 ko Hlo) < kAl " Hel,

Short Open
Clear CMOS # 1.2
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ASRock B365M-ITX/ac ¥ P —R—RZBHW EIFTHEHOHE S TE UV E T, ASRock
OB —EH U7z W& 7 iSO FCHLbEI N THEO 3. EN B LAz
HeRf A DD ENT ST —< AR IR L E T,

]

N =R —FDILEEE BIOS V7 NIz T IEEHENBCENDH 2728, CDN=aT )l
DARIE T EEUICEETZCEDNDDET, CON=2 7 )V DHNICEE DB >4
BIClE ER &N /eN—2 a0, T575< ASRock DU 7 W1 FOSAFTESZLIIC
EDET, SO Y —iR— FICBI T2 HAli9 75 Vi — F Bt i, S DE
TINC DO TDFHMGHRE, 2t DD 7P+ N THIELIZE 0, ASRock DUz 7P+
F Tl RFFD VGA J1— FI5L T CPU HR— —Eit CBIC %1% 9, ASRock Vr. 7"
B I http://www.asrock.com.

1.1 NI —YDRR

« ASRock B365M-ITX/ac ¥ H*—R—K Mini-ITX 7+ —L7T 77 %)
« ASRock B365M-1TX/ac 7 A w7 A VA=)V A R

« ASRock B365M-ITX/ac ¥"R—k CD

o 2x VU7V ATA(SATA) 7 — 27— )V (AT 5>)

o 1x1/0 733 )L —)UR

« 2x ASRock Wi-Fi 2.4/5 GHz 7> T (X7 a>)
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CPU
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B365M-ITX/ac

Mini-ITX 74 —LT 72—
LN A o

5 8 HACELZE 9 AR Intel® Core™ 7'ty Hr—ic it (VA
wk 1151)

A 95W £ T CPU IZH e

TV R VERGT

5 BT — A&7

Intel® X—R7T—Z bk 2.0 77/ 0V —7%PR—h

Intel® B365

T a7 )VF % %IV DDR4 ATV HERE

2 x DDR4 DIMM A H k

DDR4 2666/2400/2133 /> ECC, 77>/ 77— R AEVIC
pSIN

ECC UDIMM AEYEY 12—/ UH)it (non-ECC E—RTC
FiF)

VAT LAEY) O KA - 32GB

Intel® T7 AR —LAE) 7T T 7A )V (XMP) 2.0 IS
DIMM A1y hMC 15 p d—)VRaA> 27 Nz ERH]

« 1x PCI Express 3.0 x16 Ay F(PCIEL:x16 £—F)
* LB 7 27 £ LT NVMe SSD I3
o IxTEE M2 Y7y k(Key E), WiFi-802.11ac €2 —)L/

INYRIVENTWET (U7 1/0)

*Intel° UHD %7 5 7 7 ANKE P17 VB KT VGA Hi 113,
GPU IctEaEhiz7 oty —DHTHR—FENET,
o Intel® UHD 7574w 7 ANKRE Y27 )V R—k ' AVC,

MVC (S3D) 3L T MPEG-2 Full HW Encodel DV ffE 7z
Intel® 7177277+ ¥7 74 Intel® InTru™ 3D, Intel® 7V 77

—<¥74 HD 777/ — Intel® Insider™, Intel® UHD 2/'Z
ECZS

e DirectX 12
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« HWA T>J—K /73—K : AVC/H.264, HEVC/H.265 8-
w ;M HEVC/H.265 10- € VP8, VP9 8- € F VP9 10- £
Wk (73—RDIH ) MPEG2.MJPEG,VC-1 (7 I—FDH )
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« HDMI 1.4 R—h& DisplayPort 1.2 18—~ T 4K Ultra HD
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TRIVFF v 3)A—T 1 AR AN T 2 ENH D E
ERS
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o ELNA 84 —F A7 4

« FHEw LAN 10/100/1000 Mb/s

« 7 PHY Intel® 1219V
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o '/ EEEAURCE (ESD) LRAEIC T IS
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o IR0 433 Mbps DT A ¥ L A ki 2 R —b

o TIV—bu—R42/30 + NMAE—FIZZX 11 ZH¥HFR—h
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U7I\xIV 1/0 o 2x 7 VTFIR—F
o 1xPS2X VA [ F—FR—FHR—F
« 1xDVI-IHR—k
« 1xHDMI R—h
« 1x DisplayPort 1.2
o 4xUSB 3.1 Genl F— I (FfE 5V (ESD) LRI RFIS)
« LED {if& 1 x RJ-45 LAN ;R— I (ACT/LINK LED & SPEED

LED)
« HDA—TUAT vy : A4V | TAYPAE——/
<A
2R — + 4xSATA3 6.0 Gb/s 12 RAID(RAID 0,RAID 1,RAID 5,

RAID 10, Intel 7¥» R« ARL— - 57 /1Y — 17) \NCQ,
AHCI BXUKRY M Z T BEREICH G
o 1xUltraM.2 Vv ;M Key %1 7 2280/22110 M.2 SATA3

6.0 Gb/s €V 12— )L BEX U ik Gen3 x4 (32 Gb/s) £TD
M.2 PCI Express &2 — UK I *

* Intel® Optane™ 77/ 1Y —ITH i

BT ¢ 2 7L LT NVMe SSD 1% his

* ASRock U.2 F Mt

aAXRIR IxTY—YA VM=V g Ny R —

« 1xCPUZ7raAXTRU4EY)

*CPU 77 AT RIEEK 1A (12W) DE 10D CPU 771
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1XVY = | U —R—RY T T ART R4 EY) (AR
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*CHA_FANI/WP (33 ¥V Eizld a BV T U BMEENTW

BZNEIDEHEMRHTEET,

o 1x24 ¥ ATX BRI RTZR

o 1x8EY 12V EFIRIZ

o Ix P/ SKIVA—T oA TR R

« 1xUSB2.0\w&— (220 USB 2.0 K—MHfit)) (Fes
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|

(o)) Microsoft® Windows® 10 64-bit
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COATANME VX I8—DRESTHERRLUTVET, v/ S—F 1y T HEY
IHEESTVBE Dy =3 a— T Iv /S —F 1y T HE N E >
TOWEWEEIKE, Vv 8= i A —7> 1 TF,
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(p.1.No. 14 ZHi8) 2ET v IN—
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SEFI—RER N TSV 15 B o TS, Vv 2 /8 —Fvy T2 LT
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1. CMOS Z 7V 7 LW TL I EW,BIOS 7 77— k4. CMOS 227V 73 %
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IZ2y RV UTLIZE N SAT— R H K], 21— —DFT 7+ kT m 77
A )VIE. CMOS DFEMZED I LIHAICOA THEENBTLICTHEELITEE W,
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14 AVR—ROAN\YEZ—=¢AXT%

A

FUR— RN Z—ETART G 2 N—TldH D E Ao CNENY X —EIRTRITIE
DpIN—F TR TN TLIEX NV X —BL IR RIS 27 S—F v T
ZHEBE, NP —R— FICYEHRGIEEC 3 DD DE T,
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(p.1.No. 11 B) PWRBTN#'g 8_(:2350 DU TR ST, S — DY
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ATX &ERIRT 2 B COYP—R—Rld 24 &
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(p.1.No. 5 ZIR) TVETD,
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1.1 B%iEE

o HBEB365M-ITX/ac FH (Mini-ITX #UAERT)
o 1EEE B365M-ITX/ac PSEZCIEIER

o 1EEE B365M-ITX/ac LI HAE

o 2x H1T ATA (SATA) ¥IEL (3£0)

« 1x1/O R
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1.2 Ft&

IE « Mini-ITX #1#% R~
. fAERREARLIT

CPU o SHFEE 8 {RFNEE 9 X Intel® Core™ ALFRES ({HHFE 1151)
o ZFEiRE 95W HJ CPU
» Digi Power design
o 5 RFHRIT
« 7FF Intel® Turbo Boost 2.0 F A

whHE « Intel® B365

S « W5E DDR4 NIERIAR
« 2xDDR4 DIMM 1#
« 75 DDR4 2666/2400/2133 JE ECC » FEEHNTE
« Ff ECC UDIMM N{FEHR (JE ECC R ZUHR(E )
. XRERGNTFRAEE : 32GB
« S2fF Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
« DIMM f@fE 15 u <fi

i « 1xPCI Express 3.0 x16 {fif§ (PCIEI : x16 155 )
* 37 F NVMe SSD FRIES 0%
o 1x HEH M.2 Socket (Key E) * #ll#H WiFi-802.11ac &3 (7£
J51/0 k)

E * A GPU AL ERA S FF Intel” UHD Graphics N E ]

WA VGA K o

« SZFF Intel° UHD Graphics NE (4L : Intel® B[ 5 150 -
FH AVC ~ MVC (S3D) fll MPEG-2 Full HW Encodel ~
Intel® InTru™ 3D *~ Intel® Clear Video HD £/ A ~ Intel®
Insider™ ~ Intel” UHD Graphics

¢ DirectX 12

« HWA Ygf5 / #2159 : AVC/H.264 ~ HEVC/H.265 8-bit ~ HEVC/
H.265 10-bit ~ VP8 ~ VP9 8-bit ~ VP9 10-bit ( {Lfi#f3 ) ~
MPEG2 ~ MJPEG ~ VC-1 ({¥fi#h5 )
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o 3P EE LS © DVI-T ~ HDMI 1 DisplayPort 1.2
o TFR=EHERE
« ¥ HDMI 1.4 » 30Hz B B K 28 T] 15 4K x 2K

(4096x2160)
« ¥ DisplayPort 1.2 » 60Hz I A/ ##281% 4K x 2K
(4096x2304)

o ZFFDVII 0 60Hz A KA H#ERTE 1920x1200

o BT HDMI 14 G (FFZSRZAH HDMI foRes) SCFF
Auto Lip Sync ~ Deep Color (12bpc), xvYCC I HBR (f&iiL
HEREH)

« 3811 DVI-I "HDMI 1.4 fl DisplayPort 1.2 #7537 5 HDCP 2.2

« & HDMI 1.4 f1 DisplayPort 1.2 3fit 13757 55 4K #B &
(UHD) %1%

I
5

« 7.1 CH @i S (Realtek ALC887 F 44 fRIL % )
*EILE 7.1 CH miE &M > T 228 s Al R AT E it
B INIR AL I FH 28 sl E S AT RE ©
o HFFHIEGRR
« ELNA HHHEE

LAN « Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
o Giga PHY Intel® 1219V
o T74F Wake-On-LAN ( [%_L-HLfg )
o FFEH /ESD (R
o TEFERERLIKM 802.3az
« HFFPXE

Jo2k LAN « Intel® 802.11ac WiFi 15k
o ¥F IEEE 802.11a/b/g/n/ac
o SEDUUMIES (2.4/5 GHz)
o RS 433Mbps R ERICAGERE
o 7FF Bluetooth 4.2 /3.0 + &3 Class 11

JEER 1/0 o 2x K&
« 1xPS/2 Eb7 / IR
« 1xDVI-I¥iH
« 1x HDMI %[
« 1x DisplayPort 1.2
« 4xUSB 3.1 Genl Jiil ( SZ£F ESD {£7)
« 1xRJ-45 LAN ¥ » 7 LED (ACT/LINK LED F{l SPEED
LED)
o EIHEIETL g A /BT R 1 Z N
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b « 4xSATA3 6.0 Gb/s #Z[1 > SZFF RAID (RAID O ~ RAID 1~
RAID 5 ~ RAID 10 ~ Intel Rapid Storage Technology 17) *
NCQ ~ AHCI FlI#A @
o 1xiB% M2 #0 » 3HFF M Key 258U 2280/22110 M.2
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AR U2 B
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“HLAE 1 IKERRSC R B i 2A (24W) THZRH)7Kim KU -
* CHA_FAN1/WP F] LLB Sh&I 3 £TAHIEL 4 £ XGRS TR
)EH °
o 1x24 %t ATX FEIFHEL]
o 1x84%t 12V HIFEEO
o 1x FiARE D
o 1xUSB 2.0 (57FF 2 1> USB 2.0 ¥ » %5 ESD £H7)
« 1xUSB3.1 Genl £l (#F 2 4> USB 3.1 Genl Uil » 37 Ff

ESD {R#7)
BIOS /14 « AMI UEFI Legal BIOS * %185 GUI
EE « ACPI 6.0 FfAMLEE S

« ZZFF SMBIOS 2.7
« CPU ~DRAM ~ PCH 1.0V ~ VCCST HL[E% % (Voltage
Multi-adjustment )

TR e o IEFEREN - CPU ~ HLFE ~ WL 1 KE R
o MXUBEEEIT : CPU ~ MG ~ LA / KRG
o BrE G RIS CPU IREE B 5l FEH A8 NUSHE) -
CPU ~ #lF ~ #FE / KFE XS
o JURZ PR EEER] . CPU ~ HILFE ~ AL / KRR
« CASE OPEN (HFE4TH) #&il
o FEWEE : +12V ~ 45V ~ +3.3V ~ CPU Vcore
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BIERS Microsoft® Windows® 10 64-bit

NIE . FCC~ CE
o ErP/EuP ZFF (FTEIF ErP/EuP HIHEIR)

*HFEFFE G R TEVIIRIEA JTMAGG ¢ httpy//www.asrock.com

A TONREIZ 5 —E MK » 518 BIOS R E » [/ “EIBEIRA” » SUEA
B=/TESITR. - BT LBPIRARIRELE » BN ARAUIA AL AT
HF o PO AT EA B RTI © 2ol IO e TS oA B 7 o

124



1.3 B&igE
B ERANA S BB, © FFBEENEREIX I LR - Bhk “EE
ISRIX ST B vE Sk alE - Bk CTTRET o

Short Open

1HFR CMOS Bk 1.2

(CLRMOS1) (o o]
(ME 1T F1a1) pXanv|$54

CLRMOS! FeiF/EERR CMOS HHIHE - ZREFRFIE E RS HEBONSE - 1§
KPR » IR 8T IR - 5% 15 FV5 > B BEIER CLRMOS1
ERVEHIRESE 5 B - (B - B ZEEHT BIOS [5ALENERR CMOS © AR IR EAE
NiIFERL BIOS HE#T/ETERR CMOS » MMSEREAYE » FHER M BHIUTIER
CMOS 8 IR » 505 ~ B ~ B RIFTH - BOABCE S S AEET T CMOS H
ST 2 EERR < BILEEER CMOS L MRk -

Q AIRLEE LR CMOS ~HIFEFTIT £ Hefe I 1 BIOS I “Clear Status” (JEEFIA)
SRR AT — MR AKSHILR o

B365M-ITX/ac
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1.4 HREFEZEREIFZEO

WREEFIEE T RBE - TR ANEFEF X L LERAAIEE ] E -
FHD NG E X LE LA (1 _E A5 2 0 EHE K AN

YT Obeno s Pty » 451l
(9 4t PANELI) CNDTOIOF RESETH 45 et ifi % ~ EEFF %
(150 Fug) PR ARG

oeos JOIO  Hocen, P2« TERERELLSINTE L

1 EREH -

Q PWRBTN (HIEFHX) :
N FERTER_LATREIFTT X o 5] LI E (M FEIFTT XX R GEHT 7T 2

RESET (EEHX) :
EEEIWIFERTENR_EARIEETFSK » ATRTTENIIEN] » Tk TIEHEREE) » LB ETT
KEFTEHENITE

PLED (R4 FELED) :
EBEEPFERTEIR_ LRI HERAT o RS2 EHE(FRT » Il LED SZ#E ° RG4LTE S1/
S3 HEARIRASHT » It LED [N o RECLE S4 FEHRAKZS %A1 (85) i » Ik LED 48K -

HDLED (FE#i&z) LED) :
EZEIIFERTIENR_EAIBEELIFE) LED 45 AT o AL IETE VB 5 A KtimAT - M LED 72
o

BRI RSB TR A AT £ o AR L B QT K ~ BETFH ~ HiF
LED ~ BEE1% ) LED #5747 ~ P ass o b FERTEIRR A ELEE L MRS - BARIELE
SHECHIE TR IE A UL -
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ERAT ATA3 201
(SATA3_0:

WE1T > He)
(SATA3_1:

WE1T > H7 1)
(SATA3_2:

WE1T Hio1)
(SATA3_3:

WE1T > o)

SATA3_1
SATA3_0

SATA3_3
SATA3_2

I—] I—1
[—il [—I

IXPYAS SATA3 B2 FHife &
6.0 Gb/s IR & HH AR ) U
TEHEE 7% 1) SATA HUifEL -

USB 2.0 F2fH ooy IO IEER B4 USB2.0 2
(9 %1 USB_1_2) enofO[Otenn f#l o It USB 2.0 B2 57375
e 1 D1 55 127 +B1 F+A (e °
(ME1T FE124) O[O ANE
-810|Or-A
usB_PWRHO USB_PWR
1
USB 3.1 Gen1 ¥/ e HFER EH— P o It
(19 £t USB3_5_6) vous mia_ps_ssrx- USB 3.1 Gen1 FEJHI T L)L 304
n - IntA_PB_SSRX+
(ME1TB6D)  maonsone Olofone - T4 ©
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
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AT & 52 OND - encEs DU T S s a8 i B2
(9 #f HD_AUDIO1) Mlc_RgUT - F| e AR o
(ME1T > 17 1) -
O[o[o] o]
| [Sl[e) (] [e1[e)
‘ | Tour2 L
J_SENSE
ouT2 R
MIC2_R
MIC2 L
Q 1. B EAE R LN - (BHFE_E A EOES IS FF HDA 7 BEIE T L(E ° 151%08

HA THTF RN FEF AT B LI 2 5
2. WIREERA ACT 97 BTN » 1EHIELL T P BEG EZe 2 g & A -

A. F Mic_IN (MIC) ##£| MIC2_L °

B. ¥ Audio_R (RIN) Z££%] OUT2_R » ¥ Audio_L (LIN) Z£#%] OUT2_L °

C. 5 #Ehi (GND) 2 £2E e (GND) °

D. MIC_RET #{l OUT_RET K FE5iF e #EIR o B T4 10T AC™ 97 B AR ESE
Bl

E. BUSHRTZZ 5 » 1555 F] Realtek FEHIENR LAY “FrontMic” (FIZ5aX) BT+ »
% “Recording Volume” (REEHH) °

WUFE = Ea i SPEAKER R aE R B
(4 %f SPEAKER1) DUMMY I

(WF1T > Fie ) ?:VMMY

1

WA 1 AR NRHE  ono e BRI EEE KR
0 AT AN SPEED F B UCAT BEH A o
(4 $F CHA_FAN1/WP) FAN_SPEED_CONTROL

(MLE1TT F21)

12 3 4

AU e R R R
(4 ¥f CHA_FAN2) 2 FAN_VOLTAGE J e SRR UCAO B A TR o

(e m )
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CPU XSz
(4 51 CPU_FAN1)
(1T F314)

FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED
GND FAN_SPEED_CONTROL

12 3 4

AR 4 £ CPU NG
(HERRR) #EO - MR

FTRERE 3 #1 CPU NG » 18

HEEREEIE 1-3 -

ATX HJREZ
(24 ¥ ATXPWR1)
(1T FEs51)

AR L 24 1 ATX HLIR
O e

ATX 12V B R
(4 ¥ ATX12V1)
(ME1TTFE11)

TR ATX 12V HIFEREE
O

WUFERE A2
(2 £ cI1)
(ME 1T FE151)

I 4574 CASE OPEN (#]1
FEFTIF) REMTHEE - AEMIAL
FEER G T o HIREFRE
KR AR HIHLFE
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R R~ m

5 RAZHIFRR
(R E R A TR 387 5 R E B0 K SI/T 11364-2006 THET-
BRFMIFRERRRER] » A ERM R TIRR - FELAMIH T & 58
PR E AR E B Y EOT RN BUR A MBS AL TN BT S ek
XENE ~ WP dipl = i E AR o (R EUE » R] T 400 G2 FRI PR RS AR
LELE—ZR o B—HhZ 8T mZ R ER R o Bt £z
PERBE IR Y 10 5 »

10

FEEEVRETEMNBRRZEIRN
AR T BRI TR R SRS R G R B A R SR TR

R o
R HEYREITS
1t (Pb)| 3 (Cd) K (Hg)| /<1 (Cr(VD) 1286 (PBB) % 12—k (PBDE
ERlE
perap | | O | © o 0 o
INERIE BT
ot | X | O | O o 0 0

O: LA B EVREZSEATE BRI & = ITE /T 11363-2006 FRUEHLE
HIFREZRLLE -
X: FREE B E EY R EDTEEZE RIS TR i) & = SJ/T 11363-2006 F74E

HERIFREESR » SRZA T

G

R ER$E 45 2002/95/EC RIFITE °

EUE PSR Z IR IR - SRR ERIER EAPRILT




B365M-ITX/ac

1 4

JEHT AR S 225 B365M-1TX /ac EREIT » AERMEERERMERE - B—EE
(HERERI P FEAE A o ANESh BRI FH A AT R ER A (R B ARE - e F S BB E
T FH FE R AGES

Q HIF ERMTHE B BIOS BAREFTRE & AT » T LIA A BATE R - 2T FTEA »
LASAFFENTIER » Al REEELE TR EFIRA - TAINEH - HEFEEE
FEREBAARARI BN - 75 L HA IR IR A B BB R R RE BTl © Mt AT Ll
TEREEHIEHE TR VGA K CPU SHEIFE o #EZHN, http://www.asrock.com.

1.1 & %p%

o HEBL B365M-ITX/ac FHEM (Mini-ITX R T)
o FEHE B365M-ITX/ac R ZHETER

o FEHE B365M-ITX/ac S FE I

« 2xSerial ATA (SATA) EEHER ()

o 1x1/0 HifRIhE

o 2x FEHE WiFi 2.4/5 GHz A GEF)

o Ix BB GEAR M2 fEE) GE/A)

131



1.2 2%

e « Mini-ITX Rt

BEEE R ILE

. F.;E‘ FELATAX A

CPU o HEE 9 fUR R 8 X Intel® Core™ BEFHEE (Socket 1151)
o XIEHH 95W CPU
« Digi Power design
o 5 EIFMEAGT
« 4% Intel® Turbo Boost 2.0 F i

2o
-k
&

.

Intel® B365

el . H5EE DDR4 20 B AR
« 2 x DDR4 DIMM fdift§
. 788 DDR4 2666/2400/2133 FE ECC A% A0 HAS
« 3Z1% ECC UDIMM ZC{ERERE ( 7129F ECC Rzl T )
. BRARHECIERA R © 32GB
« SZ#% Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
o 15y FFIEHE SR

£l RE T « 1xPCI Express 3.0 x16 ffif#§ (PCIEI : x16 f&=)
* 1% NVMe SSD 1E A BB HE
o 1x HEH M.2 ffiFE (Key E) » 5 WiFi-802.11ac 1fH ( TE{%
#10 L)

B+ “ [HIR%EE S GPU HIBRFH AR A A S 4% Intel* UHD Graphics Built-
in Visuals [z VGA #ift °
« SZ#% Intel° UHD Graphics Built-in Visuals : ###1 AVC
MVC ($3D) & MPEG-2 Full HW Encodel /" Intel* %5
(R PR H 91T ~ Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD
Technology ~ Intel® Insider™ ~ Intel° UHD Graphics
o DirectX 12
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iy
ny
=

LAN

#£ 5 LAN

.

HWA #h / fi#HE : AVC/H.264 ~ HEVC/H.265 8 iIJT
HEVC/H.265 10 iiJT ~ VP8 ~ VP9 8 iiJT ~ VP9 10 {iJT ( {#
fi#7% ) ~ MPEG2 ~ MJPEG ~ VC-1 ( & )

= {[E /i HETE © DVI-T ~ HDMI % DisplayPort 1.2
HIER=BHR

AR I]5E 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz fif#fT (1 HDMI
1.4

B (51587 4K x 2K (4096x2304) @ 60Hz fi#HTFEHY DisplayPort
12

B 31 1920x1200 @ 60Hz fiEfT L) DVI-T

LHEMF HDMI 1.4 8588 (FHHZR HDMI B ties ) /)
Auto Lip Sync ~ Deep Color (12bpc) ~ xvYCC Jz HBR (/&1L
TLAREER)

SZ4%E DVI-I ~ HDMI 1.4 % DisplayPort 1.2 J#HER
HDCP 2.2

FFR{# ] HDMI 1.4 B DisplayPort 1.2 SHEEHRIEIT 4K Ultra
HD (UHD) &

7.1 CH HD 2l (Realtek ALC887 TGS )

* FEERGE 7.1 CH HD Fall » LLZEEH HD RS A -
E A NSRBI L ORI & B E A 6E

.

.

IR R
ELNA Z 2 ER

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
Giga PHY Intel® 1219V
KRR

KIREE R

1% 802.3az EEE HfifE 2 A
% PXE

Intel® 802.11ac WiFi f54H

<% IEEE 802.11a/b/g/n/ac
TAREEE (2.4/5 GHz)

AR EE 433Mbps 1Y R MERER
4% Bluetooth 4.2 / 3.0 + =8 Al 11
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tw ¥ 1/0

R

e

o 2 x REGHEHR

o 1xPS/2 Wi B /BRI HEER

« 1x DVI-] B

« 1x HDMI i#$R

« 1x DisplayPort 1.2

« 4xUSB 3.1 Genl BB (IREFERE)

« 1xRJ-45 LAN #J%R » & LED (ACT/LINK LED K SPEED
LED)

o HD HHUEFL - FRE&THA AT BV, 28 5

« 4x SATA3 6.0 Gb/s $25H3C 1% RAID (RAID 0 ~ RAID 1 *
RAID 5 ~ RAID 10 ~ Intel PSH EEFHAT 17) ~ NCQ »
AHCI Je Bl

1 x Ultra M.2 $fJE » S74% M Key %! 2280/22110 M.2 SATA3
6.0 Gb/s 1E4H B M.2 PCI Express 1540 (525 1]3E Gen3 x4 (32
Gb/s)) HET *

* %1% Intel® Optane™ F7ffif

* 3718 NVMe SSD {F & B B rin

* SRR U2 B

o 1x WEPhEEEST
o 1x CPU Jl/5#%5H (4-pin)
* CPU R HEH S it f i 1A (12W) JARIIZER CPU AR °
o 1 x BRERJEUG25H (4-pin)
PR IR TE S R e ) 1A (12W) B ThZRRI AR AU -
o 1x BRI EDIR BV EEE (4-pin) (R ERAJH I
i)
*BRE /K BT LR BRI B R 2A (24 W) BB DIZRR K
R o
* A5 3-pin BY 4-pin BEURE A - 7] B 8){EH CHA_FAN1/
WP«
o 1x24 pin ATX B FZTE
« 1x8pin 12V EFEH
o 1 x AR B
o 1xUSB2.0 HESF (34 2 {8 USB 2.0 EEHR )  (ZIREFE
Ri&)
« 1xUSB3.1 Genl HE# (4% 2 {[Hl USB 3.1 Genl i8R ) (3
TR IR )



B365M-ITX/ac

BIOS # it « AMI UEFI Legal BIOS % #5 GUI 1%
« ACPI 6.0 &I B BhFAR%
« 7 SMBIOS 2.7
« CPU ~ DRAM ~ PCH 1.0V ~ VCCST ZEJFE% &5

ARE o JRERE : CPU ~ BEAE ~ #EL KB RS
o FUZEEET : CPU ~ HEE ~ BRI B ES
. BERE (K CPUIRE B BiRR B RUREE )
CPU ~ t&5% ~ BRI B S
o JERZ EEEEE 0 CPU ~ B ~ R K B AR
o PRERBARUER
o FEFEESFE © 412V ~ 45V ~ +3.3V ~ CPU Vcore

(R S Microsoft® Windows® 10 64-bit

R « FCC~CE
« ErP/EuP ready (ZHELfifi ErP/EuP ready FEIF{LIERS)

* QI EALAEM & AR G L FARIAE ¢ http://www.asrock.com

A FHFSALFEAR - EEABRT REEE S FERERR A R » Fer B 5T BIOS HRHIRRAE ~ FRATE

HIEBSARATE (i 137 7 G AV A TR - REARFTRE G/ B ERMHIRE M » AR E

EEERAAIT I R EE G E - BIEETT AIEEIRIBE R - ZAE i A
P rIREEE T A & -
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1.3 ®esmzk T

EPIRERECEPHRATT X - EPHRIEEER LR - BZBRE TER . - B’
HEERIEEESI L > B2k THIRL -

Short Open
&R CMOS PR 1.2
(CLRMOS1) (o o

(FE2ME 1 H > sk 14)  2-pin BEIR

R FIFH CLRMOS1 iEFR CMOS FIE R} o #5EHE IR K R A 2 B TH RS
T 0 ARG EIR - BRI T IR L ER A IR o 1E5RF 15 Bk 0 A
BEERIERE CLRMOSI /Y pin FIBEHY 57 T » FE BB AT BIOS #23 BINEFR
CMOS ° ZIEFETEEHT BIOS %7 EERE CMOS » HILWZEE R RSN A - AR
HEITIHERR CMOS BhERTRARE © FEEE - HETERH CMOS EMhIE A EiEiREs
HH ~ FR B 50 A 5 THER L ERE © AR ARAD » AL TEIBER CMOS 20 T Bk -

Q # R CMOS » RIREERAIZIRREAR - FF74% BIOS 78 NERNIES - IEIRE
BRI REHHC AR o
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14 e B

WRHER R ETEESTRBR © s T ARIE B TE G LA R BH L © BRI ETEDE
BRI L RSSO X PR AR -

FAT S OFoND  Z5{KEA LTS HAIHE S 1
(9-pin PANEL1) GND1O|OF RESET# 21 |-z yrpaRY ~ S2LRAR
(EBME 1 H - fmgr TWRBTVIOIOTOND o b s
) PLED-TOIOPHDLED: ot o > izt
1 PLED+ 1O HDLED+ ' ° LI AR
) TEE ASH -

PWRBIN ( T RAE B ) :

SRR LR FEIRGARA - PR E (8 A A IR BA R R B iRHG 77 20

RESET ( £% BB ) -

IR TR ER AR - £ REASRE AL TIE R EATRE) - £ T HR AR
BT EHTRLB) BN

PLED ( k3% & LED) :

BB AR LR IR S © AAEIETEEERF » Il LED FI28E ° RMHEA
S1/83 FENRIRRERT * LED ErFFfifIE o Rt S4 MEIRTXREBKRAI% (S5) IF » LED ErAEE
HDLED ( # #ti=# LED) :

PRI AIREEEB) LED © EREIE (LB A B FIF - LED g7 -

AR ETRARE & A TIF » BRI 22 AR IR GARA ~ EaRGHRA ~ IR LED
TEREIEB) LED ~ W R EEERARK o A0 AT A E L B I RS - R TERE (AR
REIIEIRE IEFEAATT ©
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Serial ATA3 $%5H
(SATA3_0:
FREE1E W)
(SATA3_1:
FREELE W)
(SATA3_2:
E2EELH

Rk 10)

(SATA3_3:
FREEL1E W)

SATA3_1
SATA3_0

SATA3_3
SATA3_2

I—1 I—1
[—1 [—1I

SEVYHH SATA3 HETHES RN
EEEFHE I SATA B RHE
# o Fem E 6.0 Gb/s Bk
ERZS o

USB 2.0 it summyO WM B —{HE UsB2.0 HE
(9-pin USB_1_2) ano{O[Oleno F o 1tk USB 2.0 HEETEE AT

GF2HEE1H » +810[O1+A PR {ELEBER o
fwaE 12) -B10|Or-A

usB_PWRTO USB_PWR
1

USB 3.1 Genl HE£t voue BEERE EH —EHEST - It
(19-pin USB3_5_6) vus ma_pe_ssrx- USB 3.1 Genl HESHE A 37

CE IR oo JO[OL e R {EE R -
%ﬁ%ﬁ 6> |mA,PA,ssG:‘x[f ::::i:::::;

1
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AR S A e OND N AHESHE R E R R
(9-pin HD_AUDIO1) MICRET e ERTERE
(FE2MFE1H T IC‘>I )
4 O
e ) BEEEE

‘ \ loura L

J_SENSE
ouT2 R
MIC2_R
MIC2_L

. RN AR S IR A A E A M ETE (Jack Sensing) » {H%3% I HINRAR 2 H 1R
HDA 7 REIEREE(E o G FM AR F MR L LERA

2. FHIEWER AC™ 97 EANEIR » s tZ ALl T Ao e 4 B Rl R & Al HET -

A. 5 Mic_IN (MIC) :##% MIC2_L °

B. /¥ Audio_R (RIN) :# %% OUT2_R A Audio_L (LIN) i## % OUT2_L °

C. %l (GND) :##E #Hh (GND) °

D. MIC_RET J OUT_RET {£{} HD E7REIREH o B TFHEEAC™ 97 EFER FE

L

o
E. HBRIBFTAIZE 508, » F5RT{E Realtek ¥l E# A [FrontMic | FFazH%EE [#-E &
2] -
TR\ HEET SPEAKER AR BRI e 2R I R
(4-pin SPEAKER1) DUMMY &t o
(FE2HE1H > DUMMY
+5V
Ak 16) )

B /KB E N S L A 2 o
- FAN_VOLTAGE L . .
A AT O BE » Af HL S AR R e D -

(4-pin CHA_FAN1/WP) FAN_SPEED_CONTROL

(FE2H%E1H >
s 2)

123 4
PR e = S R R
(4-pin CHA_FAN2) 2 FAN_VOLTAGE S o Sl L S R R R SR o
= p 3 CHA_FAN_SPEED
(FASHFE1H 4 FAN_SPEED_CONTROL

ik 13)
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CPU BV {Z5H
(4-pin CPU_FANT1)
(GE2HE1H

i 3)

FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED

A F BRI 4-Pin CPU
& (FFEAUR ) 520 - #H51

GND FAN_SPEED_CONTROL Z}-23#i#% 3_pin CPU Jilf °

1.2 3 4

FHIEZE Pin1-3 °

ATX B EETE
(24-pin ATXPWRI)
GF2HEE1H -

e 5)

BB —#H 24-pin
ATX B JREZH ©

ATX 12V B 5 HEEH
(4-pin ATX12V1)

(GE2EE 15
A 1)

AT ATX 12V BRI

G o

TR ST
(2-pin CI1)

(GE2EEB1H
5 15)

FEEMR THEBIRL
EHIDIRE - FIEHIERSNE
B o HEERAD)
BE » PR R R RE
{EHIERGT -



B365M-ITX/ac

Spesifikasi
Platform + Bentuk dan Ukuran Mini-ITX
+ Desain Kapasitor Solid
CPU + Mendukung Prosesor Generasi ke-8 & Generasi ke-9 Intel®
Core™ (Socket 1151)
+ Mendukung CPU hingga 95W
+ Desain Digi Power
« Desain 5 Fase Daya
+ Mendukung Teknologi Intel® Turbo Boost 2.0
Chipset - Intel® B365
Memori + Teknologi Memori DDR4 Dua Saluran

+ 2x Slot DIMM DDR4

+ Mendukung DDR4 2666/2400/2133 non-ECC, memori tanpa
buffer

+ Mendukung modul memori ECC UDIMM (berjalan dalam
mode non-ECC)

- Kapasitas maksimum memori sistem: 32GB

+ Mendukung Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

+ 15u Bidang Kontak Berwarna Emas di Slot DIMM

Slot Ekspansi + 1x Slot PCI Express 3.0 x16 (PCIE1:x16 mode)
* Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot
+ 1 x Soket M.2 Vertikal (tombol E) dengan paket modul WiFi-
802.11ac (di bagian belakang 1/0)

Grafis * Intel” UHD Graphics Built-in Visuals dan output VGA hanya
didukung dengan prosesor yang terintegrasi GPU.
+ Mendukung Intel® UHD Graphics Built-in Visuals: Intel® Quick
Sync Video dengan AVC, MVC (S3D) dan MPEG-2 Full HW
Encodel, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology,
Intel® Insider™, Intel* UHD Graphics
+ DirectX 12
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« Encode/Decode HWA: AVC/H.264, HEVC/H.265 8-bit,
HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit (hanya
Decode), MPEG2, MJPEG, VC-1 (hanya Decode)

« Tiga pilihan output grafis: DVI-I, HDMI, dan DisplayPort 1.2

+ Mendukung Tiga Monitor

+ Mendukung HDMI 1.4 dengan resolusi maksimum hingga
4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz

+ Mendukung DisplayPort 1.2 dengan resolusi maksimum
hingga 4K x 2K (4096x2304) @ 60Hz

+ Mendukung DVI-I dengan resolusi maksimum hingga
1920x1200 @ 60Hz

+ Mendukung Auto Lip Sync, Kedalaman Warna (12bpc),
xvYCC, dan HBR (Audio High Bit Rate) dengan Port HDMI 1.4
(memerlukan monitor yang kompatibel dengan HDMI)

+ Mendukung HDCP 2.2 dengan Port DVI-I, HDMI 1.4, dan
DisplayPort 1.2

+ Mendukung pemutaran Ultra HD 4K (UHD) dengan Port
HDMI 1.4 dan DisplayPort 1.2

Audio - Audio HD 7.1 CH (Realtek ALC887 Audio Codec)
* Untuk mengkonfigurasi Audio HD 7.1 CH, modul audio panel
depan HD harus digunakan dan fitur audio multisaluran harus
diaktifkan melalui driver audio.
+ Mendukung Perlindungan dari Lonjakan Arus
« ELNA Audio Caps

LAN + Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
+ Giga PHY Intel” 1219V
+ Mendukung Wake-On-LAN
+ Mendukung Perlindungan dari Petir/ESD
+ Mendukung Ethernet 802.3az Hemat Energi
+ Mendukung PXE

LAN Nirkabel « Intel® 802.11ac WiFi Modul
+ Mendukung IEEE 802.11a/b/g/n/ac
+ Mendukung Dual-Band (2.4/5 GHz)
+ Mendukung Sambungan nirkabel berkecepatan tinggi hingga
433Mbps
+ Mendukung Bluetooth 4.2 / 3.0 + Kecepatan tinggi kelas II
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1/0 Panel + 2xPort Antena
Belakang + 1 x Port Mouse/Keyboard PS/2
« 1xPort DVI-I
+ 1xPort HDMI
+ 1x DisplayPort 1.2
+ 4xPort USB 3.1 Genl (Mendukung Perlindungan dari ESD)
+ 1xPort LAN RJ-45 dengan LED (LED ACT/LINK dan LED
SPEED)
+ Soket Audio HD: Saluran Masuk/Speaker Depan/Mikrofon

Penyimpanan « 4 x Konektor SATA3 6,0 Gb/s, mendukung RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology
17), NCQ, AHCI, dan Hot Plug
+ 1x Soket Ultra M.2, mendukung jenis modul 2280/22110 M.2
SATA3 6,0 Gb/s dan modul M.2 PCI Express hingga Gen3 x4
(32 Gb/s)*
* Mendukung Teknologi Intel” Optane™
* Mendukung SSD NV Me sebagai disk boot
* Mendukung Kit U.2 ASRock

Konektor + 1 x Header Chassis Intrusion
+ 1 x Konektor Kipas CPU (4-pin)
* Konektor Kipas CPU mendukung kipas CPU dengan daya kipas
maksimum 1A (12W).
+ 1 x Konektor Kipas Chassis (4-pin)
* Konektor Kipas Sasis mendukung kipas sasis dengan daya kipas
maksimum 1A (12W).
+ 1 x Konektor Kipas Chassis/Pompa Air (4-pin) (Kontrol Kece-
patan Kipas Pintar)
* Chassis/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air
dengan daya kipas maksimum 2A (24W).
* CHA_FAN1/WP dapat mendeteksi otomatis jika kipas 3-pin atau
4-pin sedang digunakan.
+ 1 x Konektor Daya ATX 24 pin
+ 1 x Konektor Daya 8 pin 12V
+ 1 x Konektor Audio Panel Depan
+ 1 x Header USB 2.0 (Mendukung 2 port USB 2.0) (Mendukung
Perlindungan dari ESD)
+ 1 x Header USB 3.1 Genl (Mendukung 2 port USB 3.1 Genl)
(Mendukung Perlindungan dari ESD)
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Fitur BIOS

Perangkat
KerasMonitor

0s

Sertifikasi

AMI UEFI Legal BIOS dengan dukungan GUI multibahasa
ACPI 6.0 Kompatibel dengan aktivitas pengaktifan
Dukungan SMBIOS 2.7

Multipengatur Tegangan CPU, DRAM, PCH 1,0V, VCCST

Deteksi Suhu: Kipas CPU, Sasis, Sasis/Pompa Air

Takometer Kipas: Kipas CPU, Sasis, Sasis/Pompa Air

Kipas Hening (Penyesuaian otomatis kecepatan kipas sasis
berdasarkan suhu CPU): Kipas CPU, Sasis, Sasis/Pompa Air
Kontrol Multikecepatan Kipas: Kipas CPU, Sasis, Sasis/Pompa
Air

Deteksi CASE OPEN

Pemantauan tegangan: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore

Microsoft® Windows® 10 64-bit

FCC, CE

+ Mendukung ErP/EuP (memerlukan catu daya untuk ErP/EuP)

* Untuk informasi rinci tentang produk, kunjungi situs web kami: http://www.asrock.com

Perlu diketahui, overclocking memiliki risiko tertentu, termasuk menyesuaikan pengaturan
pada BIOS, menerapkan Teknologi Untied Overclocking, atau menggunakan alat bantu

overclocking pihak ketiga. Overclocking dapat mempengaruhi stabilitas sistem, atau bahkan

mengakibatkan kerusakan komponen dan perangkat sistem. Risiko dan biaya apa pun menjadi

tanggungan Anda. Kami tidak bertanggung jawab atas kemungkinan kerusakan karena over-

clocking.



Contact Information

If you need to contact ASRock or want to know more about ASRock, youre welcome
to visit ASRock’s website at http://www.asrock.com; or you may contact your dealer
for further information. For technical questions, please submit a support request

form at https://event.asrock.com/tsd.asp

ASRock Incorporation

2F., No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District,
Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

ASRock EUROPE B.V.
Bijsterhuizen 11-11

6546 AR Nijmegen

The Netherlands

Phone: +31-24-345-44-33
Fax: +31-24-345-44-38

ASRock America, Inc.
13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

U.S.A.
Phone: +1-909-590-8308

Fax: +1-909-590-1026



DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)

C

Responsible Party Name: ~ ASRock Incorporation
Address: 13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710
Phone/FaxNo:  11.909-590-8308/+1-909-590-1026

hereby declares that the product

Product Name : Motherboard
Model Number : B365M-ITX/ac
Conforms to the following specifications:
& FCCPart15,SubpartB, Unintentional Radiators
Supplementary Information:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference

that may cause undesired operation.

Representative Person’s Name: ~ James

Signature: W

Date : May 12,2017




EU Declaration of Conformity IISR@CH

For the following equipment:
Motherboard
(Product Name)

B365M-ITX/ac / ASRock
(Model Designation / Trade Name)

ASRock Incorporation

(Manufacturer Name)

2E., No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District, Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)
(Manufacturer Address)

X EMC —Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016)
0 EN 55022:2010/AC:2011 Class B EN 55024:2010/A1:2015
EN 55032:2012+AC:2013 Class B EN 61000-3-3:2013
EN 61000-3-2:2014

X RED—Directive 2014/53/EU

0 EN 300 328 V2.1.1 X EN 301 489-17 V3.1.1
O EN 301893 V2.1.1 O EN 301 489-3 V2.1.1

O EN 300220 V3.1.1

0O LVD —Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016)
0 EN 60950-1: 2011+ A2: 2013 0 EN 60950-1 : 2006/A12: 2011

ce

RoHS — Directive 2011/65/EU
CE marking

(EU conformity marking)

ASRock EUROPE B.V.
(Company Name)

Bijsterhuizen 1111 6546 AR Nijmegen The Netherlands
(Company Address)

Person responsible for making this declaration:

>

(Name, Surname)
A.V.P

(Position / Title)
January 16, 2019
(Date)

P/N: 15G062144001AK V1.1
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